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Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.
I ERESRE:
N
‘1- - =

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad

Utilice la informacién de esta seccidn para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor.
Durante el disefio y construccién de cada maquina, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Notas:

e El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la clausula 2
del reglamento laboral.

¢ | a configuracion del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCION:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define
en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos dentro del
campo de audio/video, Tecnologia de la informacion y Tecnologia de comunicacion. Lenovo supone
que cuenta con la calificaciéon para entregar servicio y que cuenta con formacion para reconocer
niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una
herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad
responsable de la ubicacidn.

Importante: Se requiere conexidn eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el
funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra
de la toma de alimentacién.

Utilice la siguiente lista de comprobacion para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:

1. Asegurese de que la alimentacion esté apagada y los cables de alimentacion estén desconectados.
2. Revise el cable de alimentacion.

e Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexién a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.
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¢ Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentacién que estan disponibles para el servidor:
a. Visite la pagina siguiente: http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de maquina y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacion) - Power Cables (Cables de alimentacién) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafiado.

3. Compruebe que no haya ninguna alteracién obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metalicas, contaminacién, agua u otros liquidos o sefales de dafno de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

6. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacion (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.

© Copyright Lenovo 2021, 2024 vii
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Capitulo 1. Introduccion

El servidor ThinkSystem™ SR630 V2 es un servidor de bastidor 1U, disefiado para ser altamente flexible a
fin de admitir muchas clases de cargas de trabajo de tecnologia de la informacién (Tl). Este servidor de alto
rendimiento y de varios nucleos resulta perfecto para entornos de Tl que requieren un rendimiento superior
del procesador, flexibilidad de entrada/salida (E/S) y una gestionabilidad flexible.

Las posibilidades de rendimiento, facilidad de uso, fiabilidad y expansién han constituido consideraciones
principales en el disefio del servidor. Estas caracteristicas del disefio posibilitan la personalizacién del
hardware del sistema a fin de que satisfaga sus necesidades actuales y proporcionan posibilidades de
expansion flexible en el futuro.

El servidor se proporciona con una garantia limitada. Para obtener mas detalles sobre la garantia, consulte:
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310

Para obtener mas detalles sobre su garantia especifica, consulte:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Identificacion del servidor

Si se pone en contacto con Lenovo para obtener ayuda, la informacion de tipo y nimero de serie del equipo
permite a los técnicos de soporte identificar el servidor y proporcionar un servicio mas rapido.

El tipo de maquinay el nUmero de serie se encuentran en la etiqueta de ID en el pestillo derecho del bastidor
ubicado en la parte frontal del servidor.
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Figura 1. Ubicacion de la etiqueta de ID

Etiqueta de acceso de red de XClarity Controller

Como se muestra, la etiqueta de acceso de red de XClarity® Controller estd adherida a la parte superior de la
pestafia extraible de informacion. Después de obtener el servidor, quite la etiqueta de acceso de red de
XClarity Controller y guardela en un lugar seguro para su uso futuro.

Nota: La pestana de informacion extraible se encuentra abajo a la derecha de la parte frontal del servidor.
Para obtener informacion detallada, consulte “Vista frontal” en la pagina 21.
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Figura 2. Ubicacion de la etiqueta de acceso de red de XClarity Controller
Cadigo de respuesta rapida

La etiqueta de servicio del sistema, la cual se encuentra en la cubierta superior, proporciona un cédigo de
respuesta rapida (QR) para el acceso movil a la informacion del servicio. Escanee el codigo QR con un
dispositivo mévil y una aplicacion de lector de codigos QR para obtener un acceso rapido al sitio web de
Servicio de Lenovo para este servidor. El sitio web de informacion del servicio de Lenovo proporciona

informacion adicional para videos de sustitucion e instalacién de piezas y cédigos de error para soporte del
servidor.

La siguiente ilustracion muestra el cédigo QR: https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/
thinksystem/sr630v2/7z70

Figura 3. Codigo QR

Especificaciones
La siguiente informacién muestra un resumen de las caracteristicas y especificaciones del servidor. En

funcion del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas
especificaciones no sean aplicables.
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Tabla 1. Especificaciones de servidor

Especificacion

Descripcion

Dimensién

e 1U

e Altura: 43,00 mm (1,69 pulgadas)

¢ Ancho: 439,20 mm (17,29 pulgadas)

e Profundidad: 772,60 mm (30,42 pulgadas)

Nota: La profundidad se mide sin las asas de la PSU o el marco biselado de
seguridad instalados.

Peso

e Peso neto: hasta 20,80 kg (45,86 Ib)
e Peso bruto: hasta 28,41 kg (62,66 Ib)

Nota: El peso bruto incluye los pesos del servidor, el cable de alimentacion, el
embalaje, el kit de rieles y la guia de los cables.

Procesador

Admite los procesadores Intel Xeon de multiples nucleos, con controlador de
memoria integrado y topologia Intel Mesh Ultra Path Interconnect (UPI).

¢ Hasta dos procesadores Intel® Xeon®

¢ Disefiado para el zécalo 4189 de Land Grid Array (LGA)

e Escalable hasta 40 nucleos por zécalo, 80 nucleos en total
¢ Energia de disefio térmico (TDP): hasta 270 vatios

e Admite 3 enlaces UPI de hasta 11,2 GT/s

Para ver una lista de procesadores compatibles, consulte https://
serverproven.lenovo.com/.

Solo se admite un procesador si utiliza el procesador 8351N o un procesador con el
sufijo “U”.

Para conocer las reglas técnicas para procesadores y disipadores de calor, consulte
“Reglas técnicas para la limitacion térmica” en la pagina 112.

Disipador de calor

¢ Disipador de calor estandar
¢ Disipador de calor de alto rendimiento (en forma de T)

Para conocer las reglas técnicas para procesadores y disipadores de calor, consulte
“Reglas técnicas para la limitacién térmica” en la pagina 112.
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

Memoria

Consulte “Orden de instalacion del médulo de memoria” en la Guia de configuracion
para obtener informacion detallada sobre la preparacién y configuracion de la
memoria.

Ranuras: 32 ranuras de médulo de memoria

Tipo de médulo de memoria admitido:

TruDDR4 3200, dos filas, RDIMM de 16 GB/32 GB/64 GB
TruDDR4 3200, cuatro lineas, RDIMM 3DS de 128 GB
TruDDR4 2933, ocho filas, RDIMM 3DS de 256 GB

Memoria persistente (PMEM) TruDDR4 3200 de 128 GB, 256 GB y 512 GB
Intel® Optane™

Memoria minima: 16 GB
Memoria maxima:
— Sin PEMM:
— 2 TB utilizando 32 RDIMM de 64 GB
— 8 TB utilizando 32 RDIMM de 256 GB
— Con PMEM:

- 10 TB: 16 RDIMM 3DS de 128 GB + 16 PMEM de 512 GB (modo de
memoria)

Capacidad de memoria instalada total de 10 TB, de los que 8 TB (PMEM) se
utilizan como memoria del sistema y 2 TB (RDIMM 3DS) se utilizan como
memoria caché.

— 12 TB: 16 RDIMM 3DS de 256 GB + 16 PMEM de 512 GB (modo de
aplicacion directa)

Capacidad de memoria instalada total de 12 TB, de los que 4 TB (RDIMM
3DS) se utilizan como memoria del sistema y 8 TB (PMEM) se utilizan como
memoria persistente para almacenamiento.

Notas:

La capacidad de memoria total y la velocidad de funcionamiento dependen del
modelo del procesador y los valores de UEFI.

Todas las CPU Icelake Platinum y Gold admiten PMEM. Para CPU Icelake Silver
solo el procesador 4314 admite PMEM.

Cuando se instala RDIMM 3DS PMEM de 256 GB/512 GB, la temperatura
ambiente debe limitarse a 30 °C o inferior.

Para obtener una lista de las opciones de memoria admitidas, consulte https://
serverproven. lenovo.com/.

Para conocer las reglas técnicas para médulos de memoria, consulte “Reglas y
orden de instalacién de un médulo de memoria” en la pagina 93.

Sistemas operativos

Sistemas operativos compatibles y certificados:

Microsoft Windows Server
VMware ESXi

Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Canonical Ubuntu
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

Referencias:
e |ista completa de los sistemas operativos disponibles: https://lenovopress.com/
osig.

¢ Instrucciones de despliegue del SO: siga la combinacién aprobada para instalar
todos los PMEM y DIMM DRAM (consulte “Instalar el sistema operativo” en la
Guia de configuracion).

Nota: VMware ESXi no admite ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30,72 TB de lectura
intensiva NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD.

Unidades internas

Vista frontal:
e Hasta cuatro unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 3,5”

e Hasta cuatro unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de 3,5 pulgadas de
intercambio en caliente

e Hasta cuatro unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5”

e Hasta ocho unidades SAS/SATA/U.3 NVMe de 2,5 pulgadas de intercambio en
caliente

e Hasta seis unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5” y cuatro
unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 2,5”

¢ Hasta seis unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas y
cuatro unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas

e Hasta seis unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas y dos
unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas y
dos unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas

e Hasta diez unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5”

e Hasta diez unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de 2,5 pulgadas de intercambio
en caliente

e Hasta 16 unidades EDSFF de intercambio en caliente

Vista interior:
e Hasta dos unidades M.2 SATA o NVMe internas

Vista posterior:

e Hasta dos unidades SAS/SATA o NVMe de 2,5 pulgadas de intercambio en
caliente

e Hasta dos unidades SATA o NVMe de 7 mm de intercambio en caliente

Notas:

¢ Las unidades M.2 y 7 mm no se admiten al mismo tiempo.

e Si se utiliza PMEM o DIMM de 256 GB, no se admiten unidades posteriores de
2,5”.

e Para el modelo de servidor con 16 unidades EDSFF frontales, no se admiten las
unidades M.2.

e Para ver las reglas técnicas de unidades, consulte “Reglas técnicas para
unidades” en la pagina 107.
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

Ranuras de expansioén

El servidor admite hasta tres ranuras de PCle en la parte posterior, en funcion del
modelo.

e PCle x16, bajo perfil

¢ PCle x16/x16, bajo perfil + bajo perfil

e PCle x16/x16, bajo perfil + altura completa

Para ver las ubicaciones y reglas técnicas de las ranuras PCle, consulte “Vista

posterior” en la pagina 41 y “Reglas técnicas para adaptadores PCle” en la pagina
108.

Unidad de procesamiento de
graficos (GPU)

El servidor admite las siguientes GPU:
e Bajo perfil, longitud media y de ancho uUnico:
NVIDIA® Quadro® P620
NVIDIA® Tesla® T4
NVIDIA® A2
Tarjeta base NVIDIA® Tesla® T4 de 16 GB (solo para China)
NVIDIA® L4
e Altura completa, 3/4 de longitud, ancho unico:
- NVIDIA® Quadro® P2200

Para ver las reglas técnicas de GPU, consulte “Reglas técnicas de adaptadores de
GPU” en la pagina 115.

Caracteristicas de entrada/
salida (E/S)

¢ \Vista frontal:

— Un conector VGA (opcional)

— Un conector USB 2.0

— Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

— Un conector de diagnéstico externo

— Un panel de diagndstico (opcional)

— Un panel de diagndstico de LCD (opcional)
e Vista posterior:
Un conector VGA
Tres conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Conectores Ethernet en el adaptador Ethernet 3.0 OCP (opcional)
Un conector de red de gestion de BMC RJ45
Un puerto serie (opcional)

Para obtener informacién mas detallada sobre cada componente, consulte “Vista
frontal” en la pagina 21 y “Vista posterior” en la pagina 41.
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

Adaptadores HBA/RAID (en
funcién del modelo)

Admite los siguientes adaptadores RAID:

e Adaptador ThinkSystem RAID 530-8i PCle 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 5350-8i PCle 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 530-16i PCle 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 540-8i PCle Gen 4 de 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 540-16i PCle Gen 4 de 12 Gb

e Adaptador ThinkSystem RAID 930-8i 2 GB Flash PCle de 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB Flash PCle 12 Gb

e Adaptador ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB Flash PCle 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 930-8e 4 GB Flash PCle 12 Gb

e Adaptador ThinkSystem RAID 930-16i 4 GB Flash PCle 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 930-16i 8 GB Flash PCle 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 940-8i de 4 GB Flash PCle Gen 4 de 12 Gb
¢ Adaptador ThinkSystem RAID 940-8i de 8 GB Flash PCle Gen 4 de 12 Gb
e Adaptador ThinkSystem RAID 940-16i de 4 GB Flash PCle Gen 4 de 12 Gb
e Adaptador ThinkSystem RAID 940-8e de 4 GB Flash PCle de 12 Gb

¢ Adaptador ThinkSystem RAID 940-16i de 8 GB Flash PCle Gen 4 de 12 Gb
e Adaptador interno ThinkSystem RAID 940-16i de 8 GB Flash PCle Gen 4 de 12 Gb
¢ Adaptador interno ThinkSystem RAID 9350-8i de 2 GB Flash PCle de 12 Gb
e Adaptador interno ThinkSystem RAID 9350-16i de 4 GB Flash PCle 12 Gb
¢ Adaptador interno ThinkSystem RAID 5350-8i PCle 12 Gb

Admite los siguientes HBA:

e ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12 Gb HBA

e ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA

e HBA ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA de 12 Gb

e ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12 Gb HBA

e HBA SAS/SATA de 12 Gb ThinkSystem 430-16i

e HBA SAS/SATA de 12 Gb ThinkSystem 430-16e

¢ HBA ThinkSystem 440-8i SAS/SATA Gen 4 de 12 Gb

e ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCle Gen4 12 Gb HBA
e HBA ThinkSystem 440-16i SAS/SATA Gen 4 de 12 Gb
e HBA ThinkSystem 440-16e SAS/SATA Gen 4 de 12 Gb
e HBA interno ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCle Gen 4 de 12 Gb

Para ver las reglas técnicas para adaptadores de controladores de almacenamiento,
consulte “Reglas técnicas para adaptadores PCle” en la pagina 108.

Para ver las reglas técnicas de la configuracién RAID, consulte “Reglas técnicas para
la configuracién RAID” en la pagina 108.

Para obtener mas informacion acerca de los adaptadores RAID/HBA, consulte
https://lenovopress.com/Ip1288-thinksystem-raid-adapter-and-hba-reference.

Ventiladores del sistema

¢ Tipos de ventiladores admitidos:
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

— Ventilador estandar 4056 (21000 RPM)
— Ventilador de rendimiento 4056 (28000 RPM)
¢ Redundancia de ventilador: redundancia N+1, un rotor de ventilador redundante.

— Un procesador: seis ventiladores de sistema de doble rotor de intercambio en
caliente (un rotor de ventilador redundante)

— Dos procesadores: ocho ventiladores de sistema de doble rotor de intercambio
en caliente (un rotor de ventilador redundante)

Nota:

La refrigeracion redundante de los ventiladores del servidor permite su
funcionamiento continuo en caso de que uno de los rotores de un ventilador
presente errores.

Cuando el sistema esta apagado, pero aun estéd conectado a la alimentacion de CA,
los ventiladores 1y 2 pueden seguir girando a una velocidad muy inferior. Este es el
disefio del sistema para proporcionar un enfriamiento adecuado.

Para ver las reglas técnicas de ventiladores de sistema, consulte “Reglas técnicas de
ventiladores de sistema” en la pagina 114.

Configuracion minima para
depuracién

e Un procesador en el zdcalo de procesador 1
® Un mddulo de memoria en la ranura 3
¢ Una fuente de alimentacion

¢ Una unidad de disco duro/unidad de estado sdlido, una unidad M.2 o una unidad
7 mm (si el sistema operativo se necesita para depurar)

e Seis ventiladores del sistema (con un procesador)
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

Emisiones acusticas de ruido

El servidor tiene la siguiente declaracion sobre emisiones acusticas de ruido:

Tabla 2. Declaracion de emisiones acusticas de ruido

Escena- Nivel de Nivel de
rio potencia de presion de

sonido (Lwad) | sonido (LpAm):
Inac- | Fun- | Inac-| Fun- Configuracion utilizada
tivo cio- tivo | ciona-

na- miento

mien-
to
Tipico | 6,0 7.’1 be- | 45d- | 56 dBA | | Dos procesadores de 165 W
be- lios BA
lios e Ocho DIMM de 64 GB
e (QOcho unidades de disco duro
SAS

¢ Adaptador RAID 440-16i

¢ Adaptador Intel X710-T2L
10 GBASE-T OCP de 2 puertos

e Dos unidades de fuente de
alimentacioén de 750 vatios

Orienta- | 7,5b- | 7,7be- | 61 d- | 62 dBA « Dos procesadores de 165 W

do al elios | lios BA
almace- ¢ Dieciséis DIMM de 64 GB
namiento ¢ Doce unidades de disco duro

SAS
e Adaptador RAID 940-16i

e Adaptador Intel X710-T2L
10 GBASE-T OCP de 2 puertos

e Dos unidades de fuente de
alimentacion de 750 vatios

Orienta- | 7,6b- | 8,3be- | 62d- | 69dBA | | 1 procesadores de 205 W
doala | elios | lios BA

GPU ¢ Dieciséis DIMM de 64 GB

¢ Diez unidades de disco duro
SAS

¢ Adaptador RAID 940-16i

e Adaptador Intel X710-T2L
10 GBASE-T OCP de 2 puertos

e Dos GPU NVIDIA Tesla T4
e Dos unidades de fuente de

alimentacion de 1100 vatios

Notas:

e Estos niveles de potencia de sonido se miden en entornos acusticos controlados
segun los procedimientos especificados en ISO 7779 y se informan en
conformidad con la norma ISO 9296.
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

e Los niveles de sonido declarados pueden cambiar segun la configuracién/
condiciones, por ejemplo, con NIC de alta potencia, procesadores y GPU de alta
potencia, tales como el adaptador PCle de 1 puerto/2 puertos ThinkSystem
Mellanox ConnectX-6 HDR/200 GbE QSFP56, adaptador Ethernet OCP de 4
puertos 10 GBASE-T ThinkSystem Broadcom 57454.

¢ Las normativas gubernamentales (como las prescritas por OSHA o las directivas
de la Comunidad Europea) pueden regir la exposicién a niveles de ruido en el
lugar de trabajo y se podrian aplicar a usted y a la instalacion de su servidor. Los
niveles de presion de sonido reales en su instalaciéon dependen de una variedad
de factores, como la cantidad de bastidores en la instalacion, el tamafio, los
materiales y la configuracion de la sala, los niveles de ruido de otros equipos, la
temperatura ambiente de la sala y la ubicacion de los empleados con respecto al
equipo. Ademas, el cumplimiento de dichas normativas gubernamentales
depende de una variedad de factores adicionales, incluida la duracién de la
exposicion de los empleados y si los empleados llevan proteccién auditiva.
Lenovo recomienda consultar con expertos cualificados de este campo para
determinar si cumple con la normativa vigente.

Una o dos fuentes de alimentacion de intercambio en caliente para admitir
redundancia:

Tabla 3. Entrada eléctrica para fuentes de alimentacion

Fuente de 100-127V | 200-240V CA 240V CC -48V CC
alimentacion CA

Platinum de v Vv v
500 vatios 80
PLUS

Platinum de 750 Vv
vatios 80 PLUS

Titanium de 750
vatios 80 PLUS

Electricidad de entrada

Platinum de 1100 Vv
vatios 80 PLUS

< | | <
< | | <

Platinum de 1800
vatios 80 PLUS

1100 vatios Vv

PRECAUCION:

e Laentrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en
China continental.

¢ La fuente de alimentacion con entrada CC de 240 V no admite la funcion de
conexion en caliente del cable de alimentacion. Antes de retirar la fuente de
alimentacién con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes
de alimentacion de CC. en el panel del disyuntor o apagando la fuente de
alimentacion. Luego, saque el cable de alimentacion.

Entorno

El servidor se admite en el entorno siguiente:
* Temperatura del aire:

— Funcionamiento:
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion

Descripcion

— ASHRAE clase A2: 10-35 °C (50-95 °F); cuando la altitud supera los 900 m
(2953 pies), el valor de temperatura ambiente maxima se reduce en 1 °C
(1,8 °F) por cada 300 m (984 pies) de aumento en la altitud.

— ASHRAE clase A3: 5-40 °C (41-104 °F); cuando la altitud supera los 900 m
(2953 pies), el valor de temperatura ambiente maxima se reduce en 1 °C
(1,8 °F) por cada 175 m (574 pies) de aumento en la altitud.

— ASHRAE clase A4: 5-45 °C (41-113 °F); cuando la altitud supera los 900 m
(2953 pies), el valor de temperatura ambiente maxima se reduce en 1 °C
(1,8 °F) por cada 125 m (410 pies) de aumento en la altitud.

— Servidor apagado: 5-45 °C (41-113 °F)
— Envio o almacenamiento: -40-60 °C (-40-140 °F)
e Altitud maxima: 3050 m (10.000 pies)
e Humedad relativa (sin condensacion):
— Funcionamiento:
— ASHRAE clase A2: 8 %-80 %, punto de rocio maximo: 21 °C (70 °F)
— ASHRAE clase A3: 8 %-85 %, punto de rocio maximo: 24 °C (75 °F)
— ASHRAE clase A4: 8 %—-90 %, punto de rocio maximo: 24 °C (75 °F)
- Envio o almacenamiento: 8 %-90 %
¢ Contaminacion por particulas
Atencion: Las particulas y los gases reactivos que transporta el aire, ya sea por si
solos 0 en combinacidn con otros factores del entorno, como la humedad o la
temperatura, pueden representar un riesgo para el servidor. Para obtener

informacion sobre los limites de particulas y gases, consulte “Contaminacion por
particulas” en la pagina 12.

El servidor esta disefiado para el entorno de centro de datos estandar y se
recomienda que se coloque en un centro de datos industrial. En funcién de las
configuraciones de hardware, el servidor cumple con las especificaciones ASHRAE
de clase A2, A3 y A4 con ciertas restricciones térmicas. El rendimiento del sistema
puede verse afectado cuando la temperatura de funcionamiento esta fuera de las
condiciones permitidas.

Las restricciones al soporte de ASHRAE son las siguientes:

e |atemperatura ambiente no debe ser superior a 30 °C si el servidor cumple con
cualquiera de las siguientes condiciones:

- 205W<TDP <270 W

— Instalado con cualquier unidad NVMe de 2,5 pulgadas posterior
- Instalado con DIMM o PMEM de 256 GB

— Instalado con cualquier GPU pasiva

e |atemperatura ambiente no debe ser superior a 35 °C si el servidor cumple con
cualquiera de las siguientes condiciones:

- 165W < TDP <205 W

- Instalado con cualquier unidad NMVe frontal o SSD NVMe AIC posterior
— Instalado con cualquier unidad de arranque de 7 mm

- Instalado con cualquier unidad de NVMe M.2

— Instalado con cualquier unidad SAS/SATA de 2,5 trasera
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Tabla 1. Especificaciones de servidor (continuacion)

Especificacion Descripcion

¢ Latemperatura ambiente no debe ser superior a 45 °C si el TDP de la CPU es
igual o menor que 165 W.

Contaminacion por particulas

Atencidn: Las particulas que transporta el aire (incluyendo particulas o escamas metalicas) o gases
reactivos bien por si solos o en combinacién con otros factores del entorno como la humedad o la
temperatura pueden representar un riesgo para el dispositivo que se describe en este documento.

Los riesgos que representan la presencia de concentraciones o niveles excesivos de particulas o gases
perjudiciales incluyen dafios que pueden hacer que el dispositivo funcione incorrectamente o deje de
funcionar completamente. Esta especificacion establece los limites que deben mantenerse para estos gases
y particulas a fin de evitar estos dafos. Dichos limites no se deben considerar ni utilizar como limites
definitivos, ya que muchos otros factores, como la temperatura o el contenido de humedad en el aire,
pueden influir en el efecto que tiene la transferencia de particulas o de contaminantes gaseosos o corrosivos
del entorno. A falta de limites especificos establecidos en este documento, debe implementar métodos que
mantengan unos niveles de particulas y gases que permitan garantizar la proteccion de la seguridad y de la
salud de las personas. Si Lenovo determina que los niveles de particulas o gases del entorno han causado
danos en el dispositivo, Lenovo puede condicionar el suministro de la reparacion o sustitucion de los
dispositivos o las piezas a la implementacién de las medidas correctivas adecuadas para mitigar dicha
contaminaciéon ambiental. La implementacién de estas medidas correctivas es responsabilidad del cliente.
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Tabla 4. Limites para particulas y gases

Contaminante

Limites

Gases reactivos

Nivel de gravedad G1 seguiin ANSI/ISA 71.04-1985":

e El nivel de reactividad del cobre sera inferior a 200 Angstroms al mes (A/mes, ~ 0,0035 pg/
cm?2-hora de aumento de peso).2

¢ El nivel de reactividad de la plata sera inferior a 200 Angstroms por mes (A/mes ~ 0,0035 pg/
cm?2-hora de aumento de peso).3

e El control reactivo de la corrosividad gaseosa debe realizarse aproximadamente a5 cm (2
pulgadas) delante del bastidor en el lado de entrada de aire a una altura de bastidor de un
cuarto y tres cuartos del suelo o donde la velocidad del aire sea mucho mayor.

Particulas
transportadas en
el aire

Los centros de datos deben cumplir con el nivel de limpieza de ISO 14644-1 clase 8.

Para los centros de datos sin economizador del lado del aire, la limpieza de ISO 14644-1 clase 8
podria cumplirse eligiendo uno de los siguientes métodos de filtracion:

e FEl aire de la sala se puede filtrar continuamente con los filtros MERV 8.
e El aire que entra en un centro de datos se puede filtrar con filtros MERV 11 o MERV 13.

Para los centros de datos con economizadores del lado del aire, la opcién de filtros para
satisfacer los criterios de limpieza de ISO de clase 8 depende de las condiciones especificas
presentes en ese centro de datos.

e | ahumedad relativa delicuescente de la contaminacién por particulas debe ser superior al
60 % de RH*.

* Los centros de datos deben estar libre de hilos de zinc®.

hilos de zinc.

1 ANSI/ISA-71.04-1985. Condiciones del entorno para sistemas de control y medicién del proceso: contaminantes
transportados por el aire. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Carolina del Norte, EE. UU.

2 La derivacion de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosion del cobre en el grosor del producto de
corrosion en A/mes y la tasa de ganancia de peso supone un aumento en proporciones similares de Cu2S y Cuz20.

3 La derivacién de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosion de plata en el grosor del producto de
corrosion en A/mes y la tasa de ganancia de peso supone que Age2S es el Unico producto de corrosion.

4 La humedad relativa delicuescente de contaminacion por particulas es la humedad relativa a la que el polvo
absorbe agua suficiente para estar hiumedo y favorecer la conduccién iénica.
5 La suciedad de la superficie se recolecta aleatoriamente desde 10 areas del centro de datos en un disco de

1,5 cm de didmetro de cintas conductoras eléctricamente adheridas a un metal. Si el analisis de la cinta adhesiva
en un microscopio electronico de analisis no revela ningun hilo de zinc, el centro de datos se considera libre de

Actualizaciones de firmware

Existen varias opciones disponibles para actualizar el firmware para el servidor.

Puede utilizar las herramientas listadas aqui para actualizar el firmware mas reciente del servidor y de los
dispositivos instalados en él.

¢ Las practicas recomendadas relacionadas con la actualizacion del firmware estan disponibles en el

siguiente sitio:

— http://lenovopress.com/LP0656

¢ El firmware mas reciente se puede encontrar en el sitio siguiente:

— https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v2/7z70/downloads/driver-list/
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Puede suscribirse a la notificacion del producto para mantener las actualizaciones de firmware
actualizadas:

— https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500

Terminologia importante

Actualizaciéon en banda. La instalacién o actualizacién se realiza mediante una herramienta o aplicacién
dentro de un sistema operativo que se ejecuta en la CPU base del servidor.

Actualizacién fuera de banda. Lenovo XClarity Controller lleva a cabo la instalacion o actualizacion que
recopila la actualizacion y luego dirige la actualizacion al subsistema o dispositivo de destino. Las
actualizaciones fuera de banda no tienen dependencia de un sistema operativo en ejecucion en una CPU
base. Sin embargo, la mayoria de las operaciones fuera de banda requieren que el servidor esté en el
estado de alimentacion SO (encendido).

Actualizacidon en destino. La instalacién o actualizacién se inicia desde un sistema operativo instalado
que se ejecuta en el servidor de destino.

Actualizacién fuera de destino. La instalacién o actualizacién se inicia desde un dispositivo informatico
que interactua directamente con el Lenovo XClarity Controller del servidor.

UpdateXpress System Packs (UXSP). Los UXSP son paquetes de actualizaciones disefados y
probados para brindar un nivel interdependiente de funcionalidad, rendimiento y compatibilidad. Los
UXSP estan configurados para maquinas especificas y estan disefiados (con actualizaciones de firmware
y de controladores de dispositivo) para admitir distribuciones especificas de los sistemas operativos
Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) y SUSE Linux Enterprise Server (SLES). También estan
disponibles UXSP para tipos de maquina especificos compuestos solo de firmware.

Herramientas de actualizacion de firmware

Consulte la tabla siguiente para determinar la herramienta éptima de Lenovo para instalar y configurar el
firmware:

Actuali-
Actuali- | zaciones
Métodos | zaciones | de
de del firmware Interfaz
actuali- firmware | de Interfaz dela
zacion del dispositi- | de linea de
admiti- sistema vos de E/ | usuario coman- Admite
Herramienta dos principal | s grafica dos UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager En v v
(LXPM) banda?
En
destino
Lenovo XClarity Controller Fuera de v Dispositi- 4
(XCC) banda vos de E/
S
Fuera de seleccio-
destino nados
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Actuali-

Actuali- | zaciones
Métodos | zaciones | de
de del firmware Interfaz
actuali- firmware | de Interfaz dela
zacién del dispositi- | de linea de
admiti- sistema | vosde E/ | Usuario | coman- | Admite
Herramienta dos principal | s grafica | dos UXSP
Lenovo XClarity Essentials OneCLI En banda v Todos los V4 v
(OneCLl) dispositi-
Fuera de vos de E/
banda S
En
destino
Fuera de
destino
Lenovo XClarity Essentials En banda v Todos los v v
UpdateXpress dispositi-
(LXCE) Fuera de vos de E/
banda S
En
destino
Fuera de
destino
Lenovo XClarity Essentials Bootable En banda v Todos los v V4 v
Media Creator dispositi- (Aplica- (Aplica-
(BoMC) Fuera de vos de E/ cién cién
banda S BoMC) | BoMC)
Fuera de
destino
Lenovo XClarity Administrator En v Todos los v Vv
(LXCA) banda’ dispositi-
vos de E/
Fuera de S
banda?
Fuera de
destino
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) para Fuera de V4 Dispositi- v
VMware vCenter banda vos de E/
S
Fuera de seleccio-
destino nados
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) para En banda V4 Todos los Vv v
Microsoft Windows Admin Center dispositi-
Fuera de vos de E/
banda S
En
destino
Fuera de
destino
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Actuali-
Actuali- | zaciones

Métodos | zaciones | de

de del firmware Interfaz

actuali- firmware | de Interfaz dela

zacion del dispositi- | de linea de

admiti- sistema | yosde E/ | usuario | coman- | Admite
Herramienta dos principal | s grafica dos UXSP
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) para En banda Vv Todos los V4 v
Microsoft System Center Configuration dispositi-
Manager En vos de E/

destino S

Notas:
1. Para actualizaciones de firmware de E/S.
2. Para actualizaciones de firmware de BMC y UEFI.

¢ Lenovo XClarity Provisioning Manager

Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager, puede actualizar el firmware de Lenovo XClarity Controller,
el firmware de la UEFI y el software de Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Nota: De forma predeterminada, se muestra la interfaz grafica de usuario de Lenovo XClarity Provisioning
Manager al iniciar el servidor y presionar la tecla especificada en las instrucciones que aparecen en
pantalla. Si cambio el valor predeterminado a configuracidn de sistema por texto, puede abrir la interfaz
grafica de usuario a partir de la interfaz de configuracion de sistema por texto.

Para obtener informacién adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Provisioning Manager para
actualizar firmware, consulte:

Seccidn de “Actualizacién del firmware” de la documentacion de LXPM compatible con su servidor en
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/

Importante: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) la version compatible varia segun el
producto. Todas las versiones de Lenovo XClarity Provisioning Manager se denominan Lenovo XClarity
Provisioning Manager y LXPM en este documento, a menos que se especifique lo contrario. Para ver la
versién de LXPM admitida por su servidor, vaya a https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.

¢ Lenovo XClarity Controller

Si necesita instalar una actualizacién especifica, puede utilizar la interfaz de Lenovo XClarity Controller
para un servidor especifico.

Notas:

— Pararealizar una actualizacion en banda a través de Windows o Linux, se debe instalar el controlador
del sistema operativo y habilitar la interfaz Ethernet sobre USB (también conocido como LAN sobre
USB).

Para obtener informacién adicional acerca de la configuracién de Ethernet sobre USB, consulte:

Seccién “Configuracién de Ethernet sobre USB” en la documentacion de XCC de la versién compatible
con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

— Si actualiza el firmware mediante Lenovo XClarity Controller, asegurese de haber descargado e
instalado los controladores del dispositivo para el sistema operativo que se esta ejecutando en el
servidor.

Para obtener detalles especificos acerca de la actualizacién del firmware mediante Lenovo XClarity
Controller, consulte:
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Seccion “Actualizacion del firmware del servidor” en la documentacion de XCC compatible con su
servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Importante: Lenovo XClarity Controller (XCC) la version compatible varia segun el producto. Todas las
versiones de Lenovo XClarity Controller se denominan Lenovo XClarity Controller y XCC en este
documento, a menos que se especifique lo contrario. Para ver la versién de XCC admitida por su servidor,
vaya a https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI es una coleccion de varias aplicaciones de linea de comandos, que
pueden utilizarse para gestionar servidores Lenovo. Su aplicacion de actualizacion se puede usar para
actualizar el firmware y los controladores de dispositivos para sus servidores. Puede realizar la
actualizacion en el sistema operativo del host del servidor (en banda) o de forma remota mediante el BMC
del servidor (fuera de banda).

Para obtener detalles especificos acerca de la actualizacién del firmware mediante Lenovo XClarity
Essentials OneCLlI, estan disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_c_update

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress proporciona la mayor parte de las funciones de actualizacién de
OneCLlI a través de una interfaz de usuario grafica (GUI). Se puede usar para adquirir y desplegar los
paquetes de actualizacién y las actualizaciones individuales de UpdateXpress System Pack (UXSP). Los
UpdateXpress System Packs contienen actualizaciones de firmware y de controladores de dispositivo
para Microsoft Windows y para Linux.

Puede obtener Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress de la ubicacion siguiente:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

Puede utilizar Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC) para crear un medio de
arranque que sea adecuado para las actualizaciones de firmware, las actualizaciones de VPD, el

inventario y la recopilacion de FFDC, la configuracion avanzada del sistema, la gestion de claves, el
borrado seguro, la configuracién RAID y los diagndsticos de los servidores compatibles.

Puede obtener Lenovo XClarity Essentials BoMC en la siguiente ubicacion:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc
Lenovo XClarity Administrator

Si gestiona varios servidores mediante Lenovo XClarity Administrator, puede actualizar el firmware para
todos los servidores gestionados a través de esa interfaz. La gestién del firmware se simplifica asignando
politicas de cumplimiento de firmware a los puntos finales gestionados. Cuando crea y asigna una politica
de cumplimiento a los puntos finales gestionados, Lenovo XClarity Administrator supervisa los cambios
en el inventario correspondiente a dichos puntos finales y sefiala los puntos finales que no cumplen dicha
politica.

Para obtener informacién adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Administrator para actualizar
firmware, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html
Ofertas de Lenovo XClarity Integrator

Las ofertas de Lenovo XClarity Integrator pueden integrar las funciones de gestién de Lenovo XClarity
Administrator y su servidor con el software utilizado en una infraestructura de despliegue determinada,
como VMware vCenter, Microsoft Admin Center o Microsoft System Center.

Capitulo 1. Introduccién 17


https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

Para obtener informacién adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Integrator para actualizar firmware,
consulte:

https://pubs.lenovo.com/Ixci-overview/

Sugerencias de tecnologia

Lenovo actualiza continuamente el sitio web de soporte con los consejos y técnicas mas recientes que
puede aplicar para resolver problemas con los que pueda encontrarse el servidor. Estas sugerencias de
tecnologia (también llamados consejos RETAIN o boletines de servicio) proporcionan procedimientos para
evitar o solucionar problemas relacionados con la operacién de su servidor.

Para buscar las sugerencias de tecnologia disponibles para el servidor:

1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la pagina de soporte correspondiente a su
servidor.

2. Haga clic en How To’s (CAmo) en el panel de navegacion.

3. Haga clic en Article Type (Tipo de articulo) = Solution (Solucion) en el menu desplegable.

Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoria del problema que tiene.

Avisos de seguridad

Lenovo esta comprometido con el desarrollo de productos y servicios que se adhieran a los estandares mas
altos de calidad, con el fin de proteger a nuestros clientes y a sus datos. En las circunstancias donde se
notifican potenciales vulnerabilidades, es responsabilidad del Equipo de respuesta a incidentes de
seguridad de productos Lenovo (PSIRT) investigar y proporcionar informacion a nuestros clientes, de modo
que pueden establecer planes de la mitigacién mientras trabajamos para entregar soluciones.

La lista de avisos actuales esta disponible en la siguiente ubicacion:
https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Encendido del servidor

Después de que el servidor realice una autoprueba corta (LED de estado de alimentacién parpadea
rapidamente) cuando esta conectado a la alimentacion de entrada, ingresa a un estado en espera (LED de
estado de alimentacion parpadea una vez por segundo).

El servidor se puede encender (LED de encendido iluminado) de cualquiera de estas maneras:

e Puede pulsar el botén de inicio.

¢ El servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo XClarity Controller
mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLlI, IPMItool o SSH CLI.

Por ejemplo, ejecute el siguiente comando en Lenovo XClarity Essentials OneCLI para encender su
servidor:
OneCli.exe ospower turnon --bmc USERID:PASSWORD@host

Para obtener mas informacion acerca de ejecutar el comando ospower , consulte https://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_ospower_command.html.

Si la directiva de energia de UEFI del sistema esta configurada como “siempre encendido”, el sistema se
encendera automaticamente cuando se conecte una fuente de CA.

Para obtener informacién sobre cémo apagar el servidor, consulte “Apagado del servidor” en la pagina 19.
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Hora de arranque/arranque del sistema

El tiempo de arranque/arranque del sistema varia segun las configuraciones de hardware y puede cambiar
segun la configuracion y las condiciones de su servidor.

¢ Para las configuraciones tipicas sin médulos de memoria PMEM, el sistema tarda aproximadamente 3
minutos en arrancar.

Ejemplo de configuracion: 2 procesadores, 16 RDIMM, 1 adaptador RAID, 1 adaptador NIC

e Para las configuraciones con médulos de memoria PMEM instalados, puede tardar hasta 15 para que el
sistema arranque.

Ejemplo de configuracion: 2 procesadores, 16 RDIMM, 16 PMEM, 1 adaptador RAID, 1 adaptador NIC

¢ Para las configuraciones con los médulos de memoria PMEM instalados y el Dispositivo de
administracion de volumenes (VMD) habilitado, el sistema puede tardar unos 20 minutos o mas en
arrancar.

Ejemplo de configuracion: 2 procesadores, 16 RDIMM, 16 PMEM, 1 adaptador RAID, 1 adaptador NIC

Apagado del servidor

El servidor permanece en estado de espera cuando esta conectado a una fuente de alimentacién, lo que
permite que el BMC responda a las solicitudes de encendido remotas. Para quitar por completo la
alimentacién del servidor (LED de estado de alimentacion apagado) debe desconectar todos los cables de
alimentacion.

Para colocar el servidor en estado de espera (LED de estado de alimentacion parpadea una vez por
segundo):

Nota: El Lenovo XClarity Controller puede colocar el servidor en estado de espera como respuesta
automatica a un error critico del sistema.

e Comience con el apagado ordenado del sistema operativo (si esta funcién es compatible con el sistema
operativo).

¢ Presione el botdn de estado de alimentacion para iniciar un apagado ordenado (si esta funcién es
compatible con el sistema operativo).

¢ Mantenga pulsado el botén de alimentacién durante mas de 4 segundos para forzar el apagado.

¢ Enviar comandos de apagado remoto a Lenovo XClarity Controller mediante Lenovo XClarity Essentials
OneCLl, IPMItool o CLI SSH.

En estado de espera, el servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo

XClarity Controller. Para obtener informacion sobre como encender el servidor, consulte “Encendido del
servidor” en la pagina 18.
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Capitulo 2. Componentes del servidor

Utilice la informacién de esta seccidn para obtener informacién acerca de cada uno de los componentes

asociados con su servidor.

Vista frontal

La vista frontal del servidor varia segun el modelo. Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser

levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

Consulte la siguiente vista frontal para distintos modelos de servidor:

e “Modelos de servidor con cuatro bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas” en la pagina 21

¢ “Modelos de servidor con ocho bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas” en la pagina 22

¢ “Modelos de servidor con diez bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas” en la pagina 23

* “Modelos de servidor con 16 unidades frontales EDSFF” en la pagina 23

¢ “Modelos de servidor con cuatro bahias de unidad frontales de 3,5 pulgadas” en la pagina 24

¢ “Modelos de servidor con bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas (sin placa posterior)” en la pagina

25

LCD)” en la pagina 26

“Modelos de servidor con bahias de unidad frontales de 3,5” (sin placa posterior)” en la pagina 25
“Modelos de servidor con ocho bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas (con panel de diagndstico

* “Modelos de servidor con 16 unidades frontales EDSFF (con panel de diagndstico LCD)” en la pagina 26

Modelo de servidor con cuatro bahias de unidad de 2,5”

Tabla 5. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

H LED de estado de unidad

A LED de actividad de la unidad

H Panel de diagndstico

A Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

H Conector de diagndstico externo

A Conector USB de XClarity Controller

© Copyright Lenovo 2021, 2024
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Tabla 5. Componentes en la parte frontal del servidor (continuacion)

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Conector VGA (opcional)

H Pestillo del bastidor (derecho)

Kl Pestana de informacién extraible

I Relleno de unidad (1)

Bahias de unidad (4)

¥ Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visién general de los componentes

frontales” en la pagina 27.

Modelo de servidor con ocho bahias de unidad de 2,5”

Tabla 6. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

LED de estado de unidad

H LED de actividad de la unidad

H Relleno de unidad (1)

A Panel de diagndstico

H Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

A Conector de diagndstico externo

Conector USB de XClarity Controller

H Conector de VGA (opcional)

E Pestillo del bastidor (derecho)

1 Pestafna de informacion extraible

Bahias de unidad (8)

¥ Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visidon general de los componentes

frontales” en la pagina 27.
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Modelo de servidor con diez bahias de unidad de 2,5”

Tabla 7. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

LED de estado de unidad

H LED de actividad de la unidad

H Panel de diagndstico

I Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

H Conector de diagnéstico externo

A Conector USB de XClarity Controller

Conector VGA (opcional)

H Pestillo del bastidor (derecho)

Kl Pestana de informacioén extraible

Bahias de unidad (10)

Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener mas informaciéon cada componente, consulte “Visidon general de los componentes

frontales” en la pagina 27.

Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF
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Tabla 8. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Panel de diagndstico

H Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

H Conector de diagndstico externo

A Conector USB de XClarity Controller

H Conector VGA (opcional)

A Pestillo del bastidor (derecho)

Pestana de informacién extraible

H Relleno de unidad (1)

Kl Bahias de unidad (16)

1 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visién general de los componentes

frontales” en la pagina 27.

Modelo de servidor con cuatro bahias de unidad de 3,5”
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Tabla 9. Componentes en la parte frontal del servidor

Jél_—

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Kl Pestillo del bastidor (izquierdo)

H Conector de VGA (opcional)

H Conector de diagndstico externo

A Conector USB de XClarity Controller y conector USB
3.2 Gen 1 (5 Gbps)

H Panel de diagndstico

A Pestillo del bastidor (derecho)

Pestana de informacion extraible

H Bahias de unidad (4)

Kl LED de estado de unidad

1 LED de actividad de la unidad

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visidon general de los componentes

frontales” en la pagina 27.
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Modelo de servidor con bahias de unidad de 2,5 pulgadas (sin placa posterior)
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Tabla 10. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Panel de diagndstico

H Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

H Conector de diagndstico externo (reservado)

A Conector USB de XClarity Controller

H Conector VGA (opcional)

A Pestillo del bastidor (derecho)

Pestana de informacién extraible

H Rellenos de unidad (4)

Kl Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visidn general de los componentes

frontales” en la pagina 27.

Modelo de servidor con bahias de unidad de 3,5” (sin placa posterior)
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Tabla 11. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Kl Pestillo del bastidor (izquierdo)

H Conector de VGA (opcional)

H Conector de diagndstico externo

A Conector USB de XClarity Controller y conector USB
3.2Gen 1 (5 Gbps)

H Panel de diagndstico

A Pestillo del bastidor (derecho)

Pestana de informacién extraible

H Rellenos de unidad (4)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visién general de los componentes

frontales” en la pagina 27.
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Modelo de servidor con ocho bahias de unidad de 2,5 pulgadas (con conjunto de panel de diagnéstico
LCD)

Tabla 12. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

K LED de estado de unidad

H LED de actividad de la unidad

H Conjunto de panel de diagndstico de LCD

A Panel de diagndstico de LCD

H Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

A Conector de diagnostico externo

Conector USB de XClarity Controller

H Conector de VGA (opcional)

Kl Pestillo del bastidor (derecho)

1 Pestafa de informacién extraible

Bahias de unidad (8)

¥ Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visién general de los componentes

frontales” en la pagina 27.

Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF (con conjunto de panel de diagnéstico LCD)
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Tabla 13. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustracion Referencia de ilustracion
Conjunto de panel de diagndstico de LCD Hl Panel de diagndstico de LCD

H Un conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) A Conector de diagndstico externo
H Conector USB de XClarity Controller I Conector de VGA (opcional)
Pestillo del bastidor (derecho) H Pestafa de informacioén extraible
Kl Bahias de unidad (16) Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visidén general de los componentes

frontales” en la pagina 27.

Vision general de los componentes frontales

Panel de diagnéstico

El panel de diagndstico esta integrado en el conjunto de E/S frontal en algunos modelos. Para obtener
informacion sobre los controles y LED de estado en el panel de diagndstico, consulte “Panel de diagnéstico”

en la pagina 29.

LED de la unidad

Cada unidad viene con un LED de actividad y un LED de estado y las sefales estan controladas por las
placas posteriores. Los distintos colores y velocidades indican distintas actividades o el estado de la unidad.
En las ilustraciones y tablas siguientes se describen los problemas que se indican en el LED de actividad de

la unidad y el LED de estado de la unidad.

Figura 4. LED en las unidades de disco duro o unidades de estado sdlido

LED de unidad Estado Descripcion
LED de estado de Amarillo sélido La unidad tiene un error.
unidad

Parpadeo amarillo (parpadeo lento,
aproximadamente un destello por
segundo)

La unidad se esta reconstruyendo.

Parpadeo amarillo (parpadeo rapido,
aproximadamente cuatro destellos por
segundo)

El adaptador RAID esta buscando la
unidad.

H LED de actividad de la Verde sélido
unidad

La unidad esté recibiendo alimentacion,
pero no esta activa.

Capitulo 2. Componentes del servidor
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LED de unidad Estado Descripcion

Verde parpadeante La unidad esta activa.

Puerto de diagnodstico externo

El conector es para conectar un auricular de diagnéstico externo. Para obtener mas informacién sobre sus
funciones, consulte “Auricular de diagndsticos de LCD externo” en la pagina 35.

Unidades de intercambio en caliente y bahias de unidad

Las bahias de unidad de la parte frontal y posterior del servidor estan disefiadas para unidades de
intercambio en caliente. El nimero de unidades instaladas en el servidor varia segun el modelo. Al instalar
unidades, siga el orden de los nimeros de las bahias de unidad.

La refrigeracion y la integridad EMI del servidor estan protegidas si todas las bahias de unidad estan
ocupadas. Las bahias de unidad vacias se deben llenar con rellenos de unidad.

Conjunto de panel de diagnéstico de LCD

El conjunto viene con un panel de diagndsticos de LCD integrado que se puede utilizar para obtener
rapidamente el estado del sistema, los niveles de firmware, la informacién de red y la informacién de estado
sobre el sistema. Para obtener mas informacion sobre las funciones del panel, consulte “Panel de
diagnosticos de LCD” en la pagina 30.

Pestaina de informacion extraible

La etiqueta de acceso de red de Lenovo XClarity Controller esta adherida a la pestana extraible de
informacion. El nombre de host Lenovo XClarity Controller predeterminado y la direccion de vinculo local
(LLA) IPv6 se proporcionan en la pestana.

Pestillos del bastidor

Si el servidor se instala en un bastidor, puede utilizar los pestillos del bastidor para ayudarle a deslizar el
servidor fuera del bastidor. También puede utilizar los pestillos del bastidor y los tornillos para fijar el servidor
en el bastidor, de modo que el servidor no se deslice hacia fuera, algo especialmente importante en areas
propensas a la vibracion. Para obtener mas informacién, consulte la Guia de instalacidon del bastidor incluida
con el conjunto de rieles.

Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Los conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) pueden utilizarse para conectar un dispositivo compatible con USB,
como un teclado, un mouse USB o un dispositivo de almacenamiento USB.

Conector VGA

Los conectores VGA de la parte frontal y posterior del servidor se pueden utilizar para conectar un monitor
de alto rendimiento, un monitor de entrada directa u otros dispositivos que utilicen un conector VGA.
Conector USB de XClarity Controller

El conector USB de XClarity Controller puede funcionar como un conector USB 2.0 corriente al SO host.
Ademas, también se puede utilizar para conectar el servidor a un dispositivo Android o iOS, donde se puede
instalar e iniciar la aplicacién Lenovo XClarity Mobile para gestionar el sistema mediante XClarity Controller.

Para obtener mas detalles acerca del uso de la aplicacion Lenovo XClarity Mobile, consulte http://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/Ixca_usemobileapp.html.
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Panel de diagndstico

El panel de diagndsticos proporciona controles, conectores y LED.

Nota: El panel de diagndsticos con una pantalla LCD esta disponible para algunos modelos. Para obtener
detalles, consulte “Panel de diagndsticos de LCD” en la pagina 30 y “Auricular de diagndésticos de LCD
externo” en la pagina 35.

(A ) =& |ID] | !

Figura 5. Panel de diagndstico

H Boton de inicio/apagado con LED de estado de energia

Puede presionar el botén de inicio para encender el servidor cuando termine de configurar el servidor.
También puede mantener presionado el botén de inicio/apagado durante algunos segundos para apagar el
servidor si no puede apagarlo desde el sistema operativo. El LED de estado de energia le ayuda a determinar
el estado de energia actual.

Estado Color Descripcion

Encendido Verde El servidor esta encendido y en funcionamiento.
persistente

Parpadeo lento Verde El servidor esta apagado y no estd listo para encenderse (estado de espera).
(aproximadamen-
te un destello por
segundo)

Parpadeo rapido Verde El servidor esta apagado, pero XClarity Controller se estad inicializando, y el
(aproximadamen- servidor no esta listo para encenderse.

te cuatro
destellos por
segundo)

Apagado Ninguno El servidor no tiene alimentacion de CA.

H LED de actividad de la red

Compatibilidad del adaptador NIC y del LED de actividad de la red

Adaptador NIC LED de actividad de red
Adaptador Ethernet OCP 3.0 Compatible
Adaptador NIC PCle Incompatible

Cuando se instala un adaptador Ethernet OCP 3.0, el LED de actividad de red del conjunto de E/S frontal le
ayuda a identificar la conectividad y la actividad de la red. Si no se instala ningun adaptador Ethernet OCP
3.0, este LED estara apagado.
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Estado Color Descripcion

Encendido Verde El servidor esta conectado a una red.
Parpadeante Verde La red esta conectada y activa.
Apagado Ninguno El servidor esta desconectado de la red.

Nota: Siel LED de actividad de red esta apagado cuando hay un
adaptador Ethernet OCP 3.0 instalado, compruebe los puertos de red de la
parte posterior del servidor para determinar qué puerto esta desconectado.

H Boton de ID del sistema con LED de ID del sistema

Utilice este botdn de ID del sistema y el LED azul de ID del sistema para localizar visualmente el servidor. En
la parte posterior del servidor también hay un LED de ID del sistema. Cada vez que se presiona el botén de
ID del sistema, el estado de ambos LED de ID del sistema cambia. Los LED pueden cambiar a encendido,
parpadeando o apagado. También puede utilizar Lenovo XClarity Controller o un programa de gestion
remota para cambiar el estado del LED de ID del sistema para facilitar la localizacién visual del servidor entre
otros servidores.

Si el conector USB de XClarity Controller esta configurado para tener la funcion USB 2.0 y funcién de
gestion de XClarity Controller, puede pulsar el botén de identificacidn por tres segundos para alternar entre
las dos funciones.

A LED de error del sistema

El LED de error del sistema ayuda a determinar si hay errores del sistema.

Estado Color Descripcion Accion

Encendido Amarillo Se ha detectado un error en el servidor. Revise el registro de eventos para

Las causas pueden incluir, entre otras, uno
0 mas de los siguientes errores:

e | atemperatura del servidor ha
alcanzado el umbral no critico de
temperatura.

e Elvoltaje del servidor alcanzé el umbral
no critico de voltaje.

e Se detectd que un ventilador esta
funcionando a baja velocidad.

e Se extrajo un ventilador de intercambio
en caliente.

¢ [a fuente de alimentacion tiene un error
grave.

e La fuente de alimentacién no se
encuentra conectada a la alimentacion.

determinar la causa exacta del error.
Como alternativa, siga el diagndstico de
Lightpath para determinar si hay LED
adicionales encendidos, lo que le permitira
identificar la causa del error.

Apagado

Ninguno

El servidor esta apagado o esta encendido
y funciona correctamente.

Ninguno.

Panel de diagndsticos de LCD

El panel de diagndsticos de LCD esta conectado a la parte frontal del servidor, a la vez que permite tener
acceso rapido a informacién del sistema, como los errores, el estado del sistema, el firmware, lared y la

informacion del estado.
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Ubicacién del panel de diagndsticos de LCD

El panel de diagnodstico de LCD esté conectado a la parte frontal del servidor.

Ubicacion
El asa con la que se puede extraer el panel del bastidor.
Referencia | Notas:
i(lj:?stracién ¢ El panel se puede insertar o extraer independientemente del estado de la alimentacién del sistema.

e Cuando lo extraiga, hagalo suavemente para evitar que se produzcan dafios.

Vision general del panel de la pantalla

El dispositivo de diagndsticos consta de una pantalla LCD y 5 botones de navegacion.

Pantalla LCD

System Name
System Status
Active Alerts

Status Dashboard H Botones de desplazamiento (arriba/abajo/izquierda/
AmbientPTemp derecha)
ower . . .
Checkpoint Code | Active Session Presione los botones de desplazamiento para ubicar y

seleccionar la informacién del sistema.

H Boton Seleccionar
Presione el botén Seleccionar para seleccionar las
opciones del menu.

Menu: * Active Alerts
« Status Dashboard
vl &
« System Firmware
« XCC Network @ D 2|
¢ Environmental >
« Active Sessions @
« Actions
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Diagrama de flujo de las opciones

El panel de diagndsticos de LCD muestra distintos tipos de informacién del sistema. Desplacese por las
opciones con los botones de desplazamiento.

El auricular de diagnésticos de LCD externo muestra distintos tipos de informacién del sistema. Desplacese
por las opciones con los botones de desplazamiento.

En funcidn del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.

Power consumption/
/ Temparature
Select
| Status Dashboard / » ‘
HERRA 25 C | S i
- s V] (< @ Seroll up/down/left/right
1 Active Alerts Bxa

Checkpoint Code

|
System Status | ' 5 System

Bashboard ﬁl Active Alerts Iﬁ SystemVPD L g o e »]
| ]
| | :
| | Machine Type XGC Primary @
I I Model
| | Uni I
[ ensar ||
| Alerts 31 | Unique ID uEFI E]

XGC .
« Network Ségéli\éis Actions
Information
XCC Hostname Ambient User Restore XCC [Z]
Temp Session 1 to Defaults
MAC Address
Exhaust Temp Force XCC
Reset
IPv4 Network U ese
Mask CPU Temp ser
Session 31 Request XCC
Reset
‘ IPv4 DNS ‘ ‘ PSU ‘
Set UEFI
IPv6 Link FAN 1 - FAN 4 MEM test
Local IP

System Reset

Stateless IPv6 IP

Request Virtual
Static IPv6 IP Reseat
Current IPv6 Modify XCC
Gateway IPv4 Address
IPv6 DNS Modify System
Name
Generate /
Download FFDC
Service Data E]

32 Manual de mantenimiento de ThinkSystem SR630 V2



Lista de menu completa

A continuacioén se muestra la lista de las opciones disponibles. Alterne entre una opcién y las entradas
subordinadas de informacion con el botén Seleccionar y alterne entre las opciones o las entradas de
informacion con los botones de desplazamiento.

En funcion del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.

Men de inicio (panel de estado del sistema)

Menu de inicio Ejemplo

Nombre de sistema

Hl Estado del sistema

H Cantidad de alertas activas < Status Dashboard >
B v o5 B 4]
[ Temperatura B System Init. 1 W-4—8a
, 1 Active Rlerts ExE3
H Consumo de energia B —a

A Coédigo de punto de comprobacion

Alertas activas

Submenu Ejemplo

Pantalla de inicio:

Cantidad de errores activos
Nota: El menu AIerFas activas” muestra solpula cantidad 1 Active Alerts
de errores activos. Si no hay errores, el menu “Alertas
activas” no estara disponible durante la navegacion.

Active Alerts: 1

Pantalla de detalles: Press v to view alert details
¢ |ID del mensaje de error (tipo: Error/Advertencia/

Informacion) FQXSPPUOO9N(Error)
¢ Hora de aparicion 04/07/2020 02:37:39 PM
e Posibles fuentes del error CPU 1 Status:

Configuration Error

Informacion de VPD de sistema

Submenu Ejemplo

Machine Type: xxxx
¢ Tipo de maquina y numero de serie
¢ |D unico universal (UUID)

Serial Num: xxxxxx

Universal Unique ID:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Firmware del sistema

e Numero de version

e Fecha de versién

Submenu Ejemplo

UEFI

 Nivel de firmware (estado) UEFI (Inactive)
e ID de build Build: DOE101P

Version: 1.00
Date: 2019-12-26

XCC principal

¢ Nivel de firmware (estado)
e |D de build

e Numero de version

* Fecha de version

XCC Primary (Active)
Build: DVI399T
Version: 4.07

Date: 2020-04-07

XCC de copia de seguridad
¢ Nivel de firmware (estado)
¢ |D de build

e Numero de version

® Fecha de version

XCC Backup (Active)
Build: D8BTO5I
Version: 1.00

Date: 2019-12-30

Informacion de la red XCC

Submenu

Ejemplo

e Nombre de host de XCC

e Direccién MAC

* Mascara de red IPv4

e DNSIPv4

¢ Direccién IP local IPv6 de enlace
e Direccion IP IPv6 sin estado

e Direccion IP IPv6 estatica

e Puerta de enlace IPv6 actual

e DNSIPv6

Nota: Solo se muestra la direccién MAC que esta
actualmente en uso (extension o compartida).

XCC Network Information
XCC Hostname: XCC-xxxx-SN
MAC Address:
XXIXXIXXEXXXXXX

IPv4 IP:

XX.XX.XX.XX

IPv4 Network Mask:

X.X.X.X

IPv4 Default Gateway:

X.X.X. X
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Informacion del entorno del sistema

Submenu

Ejemplo

Temperatura ambiente
Temperatura de escape
Estado de PSU

Velocidad de giro de los ventiladores por RPM

Ambient Temp: 24 C
Exhaust Temp: 30 C
PSU1: Vin=213 w
Inlet=26C

FAN1 Front: 21000 RPM
FAN2 Front: 21000 RPM
FAN3 Front: 21000 RPM
FAN4 Front: 21000 RPM

Sesiones activas

Submenu

Ejemplo

Cantidad de sesiones activas

Active User Sessions: 1

Acciones

Submenu

Ejemplo

Hay varias acciones rapidas disponibles:

Restaurar XCC a los valores predeterminados
Forzar restablecimiento de XCC

Solicitar restablecimiento de XCC

Establecer prueba de memoria UEFI
Restablecer sistema

Solicitar reubicacion virtual

Modificar direccion IPv4 estatica/mascara de red/
puerta de enlace de XCC

Modificar nombre del sistema

Generar/descargar datos del servicio de FFDC

Request XCC Reset?
This will request the BMC to reboot itself.
Hold v/ for 3 seconds

Auricular de diagndsticos de LCD externo

El auricular de diagnésticos de LCD externo es un dispositivo externo que esta conectado al servidor con un

cable y permite tener acceso rapido a informacion del sistema, como los errores, el estado del sistema, el

firmware, la red y la informacién del estado.

Nota: El terminal de diagndsticos de LCD externo es una pieza opcional que se debe adquirir por separado.
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Ubicacién del auricular de diagnésticos de LCD externo

Ubicacion Referencias de ilustracion

El auricular de diagndstico de LCD externo se conecta al | H Auricular de diagndsticos de LCD externo

servidor con un cable externo. — —
H Parte inferior magnética

Con este componente, el auricular de diagndsticos se
puede conectar a la parte superior o al lateral del bastidor
para dejar libres las manos para realizar las tareas de
servicio.

H Conector de diagnostico externo

Este conector esta ubicado en la parte frontal del servidor
y se usa para conectar un auricular de diagndsticos de
LCD externo.

0 Presione el clip de plastico en el conector hacia delante.

e Sujete el clip y quite el cable del conector.

Vision general del panel de la pantalla
El dispositivo de diagndsticos consta de una pantalla LCD y 5 botones de navegacion.
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System Name
System Status
Active Alerts

Status Dashboard

Ambient Temp
Power
Checkpoint Code | Active Session

Menu: * Active Alerts
« Status Dashboard
* VPD
« System Firmware
¢ XCC Network
¢ Environmental
« Active Sessions
« Actions

H Pantalla LCD

H Botones de desplazamiento (arriba/abajo/izquierda/
derecha)

Presione los botones de desplazamiento para ubicar y
seleccionar la informacion del sistema.

H Boton Seleccionar
Presione el botén Seleccionar para seleccionar las
opciones del menu.

Diagrama de flujo de las opciones

El panel de diagndsticos de LCD muestra distintos tipos de informacién del sistema. Desplacese por las
opciones con los botones de desplazamiento.

El auricular de diagnésticos de LCD externo muestra distintos tipos de informacion del sistema. Desplacese

por las opciones con los botones de desplazamiento.

En funcion del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.
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Power consumption/
Temparature

Select

@ E] @7 Scroll up/down/left/right

4 Status Dashboard »

RARRR 25 C
System Init. 1w
1 Active Alerts B2z

Checkpoint Code

System Status System E]
Dashboard Firmware

|
I N

Alerts 1 | Machine Type XCC Primary @
| Model

E : Serial Number XCC Backup

| Uni |

Alerts 31 | Unigue ID 137 E]

XCC Active
(« Network :
. Sessions
Information

Actions

XCGC Hostname Ambient User Restore XCC E]
Temp Session 1 to Defaults
MAC Address
Exhaust Temp Force XCC
IPv4 Network ’—‘ T G
CPU Tem ser
Mask P Session 31 REQ;ESt XCC
eset
| IPvADNS | \ PSU |
Set UEFI
IPv6 Link FAN 1 - FAN 4 MEM test
Local IP

System Reset

Request Virtual

Stateless IPv6 IP

Static IPv6 IP Reseat
Current IPv6 Modify XCC
Gateway IPv4 Address
Name
Generate /

Download FFDG
Service Data E]

Lista de menti completa

A continuacion se muestra la lista de las opciones disponibles. Alterne entre una opcién y las entradas
subordinadas de informacion con el boton Seleccionar y alterne entre las opciones o las entradas de
informacion con los botones de desplazamiento.

En funcion del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.

Meni de inicio (panel de estado del sistema)
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Menu de inicio

Ejemplo

Nombre de sistema

Hl Estado del sistema

H Cantidad de alertas activas « Status Dashboard >
B 25 C 1
I3 Temperatura B | Sustem Init. 11 W+—8
1 Active Rlerts BxE3
H Consumo de energia B —a
A Codigo de punto de comprobacion
Alertas activas
Submenu Ejemplo

Pantalla de inicio:

Cantidad de errores activos

Nota: El menu “Alertas activas” muestra solo la cantidad
de errores activos. Si no hay errores, el menu “Alertas
activas” no estara disponible durante la navegacion.

1 Active Alerts

Pantalla de detalles:

¢ |ID del mensaje de error (tipo: Error/Advertencia/
Informacién)

e Hora de aparicion

¢ Posibles fuentes del error

Active Alerts: 1

Press v to view alert details
FQXSPPUOO9N(Error)
04/07/2020 02:37:39 PM
CPU 1 Status:

Configuration Error

Informacion de VPD de sistema

Submenu

Ejemplo

¢ Tipo de maquina y nimero de serie
¢ ID Unico universal (UUID)

Machine Type: xxxx
Serial Num: xxxxxx

Universal Unique ID:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Firmware del sistema

e Numero de version

e Fecha de versién

Submenu Ejemplo

UEFI

 Nivel de firmware (estado) UEFI (Inactive)
e ID de build Build: DOE101P

Version: 1.00
Date: 2019-12-26

XCC principal

¢ Nivel de firmware (estado)
e |D de build

e Numero de version

* Fecha de version

XCC Primary (Active)
Build: DVI399T
Version: 4.07

Date: 2020-04-07

XCC de copia de seguridad
¢ Nivel de firmware (estado)
¢ |D de build

e Numero de version

® Fecha de version

XCC Backup (Active)
Build: D8BTO5I
Version: 1.00

Date: 2019-12-30

Informacion de la red XCC

Submenu

Ejemplo

e Nombre de host de XCC

e Direccién MAC

* Mascara de red IPv4

e DNSIPv4

¢ Direccién IP local IPv6 de enlace
e Direccion IP IPv6 sin estado

e Direccion IP IPv6 estatica

e Puerta de enlace IPv6 actual

e DNSIPv6

Nota: Solo se muestra la direccién MAC que esta
actualmente en uso (extension o compartida).

XCC Network Information
XCC Hostname: XCC-xxxx-SN
MAC Address:
XXIXXIXXEXXXXXX

IPv4 IP:

XX.XX.XX.XX

IPv4 Network Mask:

X.X.X.X

IPv4 Default Gateway:

X.X.X. X
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Informacion del entorno del sistema

Submenu Ejemplo

Ambient Temp: 24 C
Exhaust Temp: 30 C

* Temperatura ambiente PSUL: Vin=213 w

e Temperatura de escape Inlet=26C

» Estado de PSU FAN1 Front: 21000 RPM
¢ Velocidad de giro de los ventiladores por RPM FAN2 Front: 21000 RPM

FAN3 Front: 21000 RPM
FAN4 Front: 21000 RPM

Sesiones activas

Submenu Ejemplo

Cantidad de sesiones activas Active User Sessions: 1
Acciones

Submenu Ejemplo

Hay varias acciones rapidas disponibles:

e Restaurar XCC a los valores predeterminados
e Forzar restablecimiento de XCC

¢ Solicitar restablecimiento de XCC

e Establecer prueba de memoria UEFI Request XCC Reset?
¢ Restablecer sistema This will request the BMC to reboot itself.
e Solicitar reubicacion virtual Hold v/ for 3 seconds

¢ Modificar direccidn IPv4 estatica/mascara de red/
puerta de enlace de XCC

¢ Modificar nombre del sistema

e Generar/descargar datos del servicio de FFDC

Vista posterior

La vista posterior del servidor varia segun el modelo. Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser
levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

Consulte la siguiente vista posterior para distintos modelos de servidor:

* “Modelo de servidor con tres ranuras de PCle” en la pagina 42

¢ “Modelo de servidor con dos ranuras de PCle” en la pagina 42

e “Modelo de servidor con dos bahias de unidad posteriores de 2,5 de intercambio en caliente y una ranura
de PCle” en la pagina 43

e “Modelo de servidor con dos bahias de unidad posteriores de 7 mm y dos ranuras PCle” en la pagina 43
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Modelo de servidor con tres ranuras de PCle

La siguiente ilustracion muestra la vista posterior de modelo de servidor con tres ranuras de PCle. Segun el
modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustracion.
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Tabla 14. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Kl Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansién 1

H Ranura de PCle 2 en el conjunto de expansién 1

H Ranura de PCle 3 en el conjunto de expansién 2

I Fuente de alimentacion 2 (opcional)

H Fuente de alimentacion 1

A Botén NMI

Conectores USB 3.2 (5 Gbps) de 1era generacion (3
DCl)

H Conector VGA

K Conector de red de XClarity Controller

1 Conectores Ethernet en el adaptador Ethernet 3.0
OCP (opcional)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visién general de los componentes

posteriores” en la pagina 44.

Modelo de servidor con dos ranuras de PCle

La siguiente ilustracion muestra la vista posterior de modelo de servidor con dos ranuras de PCle. Segun el
modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustracién.
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Tabla 15. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansion 1

H Ranura de PCle 2 en el conjunto de expansion 1

H Fuente de alimentacion 2 (opcional)

A Fuente de alimentacion 1

H Botén NMI A Conectores USB 3.2 (5 Gbps) de 1era generacién (3
DCl)
Conector VGA H Conector de red de XClarity Controller

Kl Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP 3.0
(opcional, puede que haya dos o cuatro conectores
disponibles)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visién general de los componentes

posteriores” en la pagina 44.
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Modelo de servidor con dos bahias de unidad traseras de intercambio en caliente de 2,5” y una ranura
de PCle

La siguiente ilustracion muestra la vista posterior de los modelo de servidor con dos bahias de unidades de
intercambio en caliente y una ranura de PCle. Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente

diferente de la siguiente ilustracion.
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Tabla 16. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansién 1

H Bahias de unidad de 2,5” traseras (2)

H Fuente de alimentacion 2 (opcional)

A Fuente de alimentacion 1

H Boton NMI A Conectores USB 3.2 (5 Gbps) de 1era generacion (3
DCl)
Conector VGA H Conector de red de XClarity Controller

Kl Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP 3.0
(opcional, puede que haya dos o cuatro conectores
disponibles)

Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visidn general de los componentes

posteriores” en la pagina 44.

Modelo de servidor con dos bahias de unidad traseras de 7 mm y dos ranuras de PCle

La siguiente ilustracion muestra la vista posterior del modelo de servidor con dos bahias de unidad de
intercambio en caliente de 7 mm y dos ranuras de PCle. Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser
levemente diferente de la siguiente ilustracion.
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Tabla 17. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansién 1

H Ranura de PCle 2 en el conjunto de expansion 1

H Bahias de unidad de 7 mm posteriores (2)

A Fuente de alimentacion 2 (opcional)

H Fuente de alimentacion 1

A Botén NMI

Conectores USB 3.2 (5 Gbps) de 1era generacién (3
DCI)

H Conector VGA

Kl Conector de red de XClarity Controller

Conectores Ethernet en el adaptador ethernet OCP
3.0 (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores
disponibles)
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Nota: Para obtener mas informacién cada componente, consulte “Visidon general de los componentes
posteriores” en la pagina 44.

Vision general de los componentes posteriores

LED de la unidad

Cada unidad de intercambio en caliente viene con un LED de actividad y un LED de estado y las sefales
estan controladas por las placas posteriores. Los distintos colores y velocidades indican distintas

actividades o el estado de la unidad. La siguiente ilustracion muestra los LED de una unidad de disco duro o

una unidad de estado sdlido.

@/:q,fmég@ n ]

Figura 6. LED de la unidad

LED de unidad

Estado

Descripcion

LED de estado de
unidad (derecho)

Amarillo sélido

La unidad tiene un error.

Parpadeo amarillo (parpadeo lento,
aproximadamente un destello por
segundo)

La unidad se esta reconstruyendo.

Parpadeo amarillo (parpadeo rapido,
aproximadamente cuatro destellos por
segundo)

El adaptador RAID esta buscando la
unidad.

H LED de actividad de
unidad (izquierdo)

Verde sélido

La unidad esté recibiendo alimentacion,
pero no esta activa.

Verde parpadeante

La unidad esté activa.

Conectores Ethernet
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Figura 7. Adaptador Ethernet OCP 3.0 (dos conectores,
vista desde la parte posterior)
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Figura 8. Adaptador Ethernet OCP 3.0 (cuatro conectores,

vista desde la parte posterior)

¢ FEl adaptador Ethernet 3.0 OCP proporciona dos o cuatro conectores Ethernet adicionales para las

conexiones de red.

¢ De manera predeterminada, el conector Ethernet 1 (el primer puerto que comienza desde la izquierda en
la vista posterior del servidor) del adaptador Ethernet OCP 3.0 también puede funcionar como un

conector de gestién utilizando la capacidad de gestién compartida. Si el conector de gestién compartido

falla, el trafico puede cambiar automaticamente a otro conector en el adaptador.
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Unidades de intercambio en caliente y bahias de unidad

Las bahias de unidad de la parte frontal y posterior del servidor estan disefiadas para unidades de
intercambio en caliente. El nimero de unidades instaladas en el servidor varia segun el modelo. Al instalar
unidades, siga el orden de los numeros de las bahias de unidad.

La refrigeracion y la integridad EMI del servidor estan protegidas si todas las bahias de unidad estan
ocupadas. Las bahias de unidad vacias se deben llenar con rellenos de unidad.

Boton NMI

Presione este botén para forzar una interrupcién no enmascarable (NMI) en el procesador. De esta manera,
puede hacer que el sistema operativo se detenga (por ejemplo “Pantallazo azul de la muerte” de Windows) y
generar un vuelco de memoria. Es posible que tenga que utilizar un lapiz o el extremo de un clip de papel
extendido para pulsar el boton.

Ranuras de PCle

Las ranuras de PCle se encuentran en la parte posterior del servidor y su servidor admite hasta tres ranuras
de PCle en los conjuntos de expansion 1y 2.

Unidades de fuente de alimentacién

Las fuentes de alimentacidn redundante de intercambio en caliente ayudan a evitar la interrupcion
significativa en el funcionamiento del sistema cuando falla una fuente de alimentacién. Puede adquirir una
opcion de fuente de alimentacion en Lenovo e instalarla para redundancia de alimentacion sin apagar el
servidor.

Cada fuente de alimentacion tiene tres LED de estado cerca del conector del cable de alimentacion. Para
obtener informacidn sobre los LED, consulte “LED de vista posterior” en la pagina 45.

Conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Los conectores USB 3.2 de 1era generacion (5 Gbps) son interfaces de conexidn directa (DCI) para
depuracion, la que puede utilizarse para conectar un dispositivo compatible con USB, como un teclado, un
mouse USB o un dispositivo de almacenamiento USB.

Conector VGA

Los conectores VGA de la parte frontal y posterior del servidor se pueden utilizar para conectar un monitor
de alto rendimiento, un monitor de entrada directa u otros dispositivos que utilicen un conector VGA.
Conector de red de XClarity Controller

El conector de red de XClarity Controller se puede utilizar para conectar un cable Ethernet para gestionar el
controlador de gestion de la placa base (BMC).

LED de vista posterior

La parte posterior del servidor proporciona el LED de ID del sistema, el LED de error del sistema, los LED de
Ethernet y los LED de la fuente de alimentacion.

LED de vista posterior del servidor

La siguiente ilustracidon muestra los LED de la vista posterior de modelo de servidor con dos ranuras de
PCle. Los LED en la vista posterior de otros modelos de servidor son idénticos.
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Figura 9. LED de vista posterior

Tabla 18. LED en la vista posterior del servidor

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

H LED de enlace de Ethernet

H LED de actividad de Ethernet

H LED de entrada de alimentacion

I LED de salida de alimentacién

H LED de error de fuente de alimentacion

A LED de error del sistema

LED de ID del sistema

LED de enlace de Ethernet
H LED de actividad de Ethernet

El conector Ethernet de BMC tiene dos LED de estado en la parte frontal.

LED de estado de Ethernet | Color Estado Descripcion

Kl LED de enlace de Verde Encendido Enlace de red establecido.

Ethernet Ninguno Apagado Enlace de red desconectado.

H LED de actividad de Verde Parpadeante El enlace de red esta conectado y activo.
Ethernet Ninguno Apagado El servidor est4 desconectado de una LAN.

H A HE LED de la fuente de alimentacion

Cada fuente de alimentacion de intercambio en caliente tiene tres LED de estado.
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LED Descripcion

H LE.D de e“.tfada ¢ Verde: la fuente de alimentacién estd conectada a la fuente de alimentacion de CA.
de alimentacion
¢ Apagado: la fuente de alimentacion esta desconectada de la fuente de alimentacion de CA u

ocurre un problema de alimentacion.

o LE.D de Sa.“,da e Verde: el servidor esta encendido y la fuente de alimentacién funciona normalmente.

de alimentacion

e Verde parpadeante: la fuente de alimentacién esta en modo de salida cero (espera). Cuando la
carga de alimentacion del servidor es baja, una de las fuentes de alimentacién instaladas
ponga en el estado en espera mientras el otro entrega la carga completa. Cuando la carga de
alimentacion, aumenta la fuente de alimentacién en espera cambiara al estado activo para

proporcionar suficiente energia al sistema.

Para deshabilitar el modo de salida cero, inicie sesion en la Lenovo XClarity Controllerinterfaz
web, elija Configuracién del servidor - Directiva de energia, deshabilite el modo de salida
cero y, a continuacion, haga clic en Aplicar. Si deshabilita el modo de salida cero, ambas
fuentes de alimentacién estaran en estado activo.

e Apagado: el servidor esta desactivado o la fuente de alimentacion no funciona correctamente.
Si el servidor esté encendido pero el LED esta apagado, sustituya la fuente de alimentacion.

LED de error de . . ., . .
Eente de e Amarillo: la fuente de alimentacién presenta errores. Para solucionar el problema, sustituya la
) . fuente de alimentacion.
alimentacioén

e Apagado: la fuente de alimentacion funciona normalmente.

A LED de error del sistema

El LED de error del sistema ayuda a determinar si hay errores del sistema. Para obtener mas detalles,
consulte “Panel de diagndstico” en la pagina 29.

LED de ID del sistema

Los LED azules de ID del sistema le ayudan a localizar visualmente al servidor. En la parte frontal del servidor
también hay un LED de ID del sistema. Cada vez que se presiona el botdn de ID del sistema, el estado de
ambos LED de ID del sistema cambia. Los LED pueden cambiar a encendido, parpadeando o apagado.
También puede utilizar Lenovo XClarity Controller o un programa de gestién remota para cambiar el estado
del LED de ID del sistema para facilitar la localizacién visual del servidor entre otros servidores.

Componentes de la placa del sistema

La siguiente ilustracion de esta seccidon muestra las ubicaciones de los componentes de la placa del
sistema.
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Figura 10. Componentes de la placa del sistema

m@ @

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Botéon NMI

H Conector SATAO

H Patilla de liberacién de la placa del sistema

A Conector de médulo de puerto serie

H Conector USB interno

A Ranura de expansion 1

Conector SATA 1

H Conector de sefial de 7 mm/M.2

K2 Conector de tarjeta de red OCP 3.0

Conector de médulo TPM

Conector de sefial de la placa posterior SATA 2/ Conector USB frontal

trasera

EE1 Conector PCle 1 A Conector PCle 2

FH Conector VGA frontal Conector de alimentaciéon M.2

Conector LCD externo

Conector del panel frontal

X Conector del conmutador de intrusiéon

H Conector de alimentacién RAID interna

Conectores del ventilador 1-8

I Conector PCle 3

EEl Conector PCle 4

A Asas de elevacion de la placa del sistema
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Referencia de ilustracion Referencia de ilustracion

EH Conector de la fuente de alimentacion 1 A Conector PCle 5
Conector PCle 6 A Conector de alimentacion de la placa frontal
X2 Conector de la fuente de alimentacion 2 Hi Bateria 3V (CR2032)

B Ranura de expansion 2

LED de la placa del sistema

La siguiente ilustracion de esta secciéon muestra las ubicaciones de los LED del sistema.

DIMM 25
DIMM 24
DIMM 17

DIMM 16 —
DIMM 9
DIMM 8
DIMM 1

O
E I E iE-0 B 4
Figura 11. LED de la placa del sistema
Tabla 19. LED de la placa del sistema
Referencia de ilustracion Referencia de ilustracién
LED de error del sistema H LED de ID del sistema
H LED de pulsacién del BMC A LED de error de médulo de memoria

LED de error del sistema
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Cuando este LED amarillo se ilumina, es posible que también se iluminen uno o mas LED de algun otro lugar
del servidor para indicarle el origen del error. Para obtener méas informacion, consulte “LED de vista
posterior” en la pagina 45.

H LED de ID del sistema
Los LED azules de ID del sistema le ayudan a localizar visualmente al servidor. En la parte frontal del servidor

también hay un LED de ID del sistema. Cada vez que se presiona el botén de ID del sistema, el estado de
ambos LED de ID del sistema cambia. Los LED pueden cambiar a encendido, parpadeando o apagado.

H LED de pulsacién del BMC

El LED de pulsacion del BMC le ayuda a identificar el estado de BMC.

Estado Color Descripcion
Encendido Verde La BMC no esta activa.

Parpadeante Verde La BMC estd activa.

Apagado Ninguno La BMC no esta activa.

A LED de error de médulo de memoria

Cuando un LED de error de médulo de memoria se ilumina, indica que el médulo de memoria
correspondiente ha presentado fallas.

Bloque del conmutador

Las siguientes ilustraciones muestran la ubicacion y funciones del bloque de conmutador de la placa del
sistema.

Importante:

¢ Antes de mover los conmutadores, apague el servidor y, a continuacion, desconecte todos los cables de
alimentacién y cables externos. No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer o comprender la
siguiente informacion:

— https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
“Manipulacion de dispositivos sensibles a la electricidad estatica” en la pagina 92

¢ Si hay un adhesivo de proteccién claro en la parte superior del bloque de conmutador, debe extraerlo y
descartarlo para acceder a los conmutadores.

¢ Todos los bloques de puentes o conmutadores de la placa del sistema que no aparecen en las
ilustraciones de este documento estan reservados.
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Figura 12. Ubicacion del bloque de conmutador en la placa del sistema

Tabla 20. Descripcion del conmutador

Numero de conmutador | Nombre del Descripcion
conmutador
SW8-1 Conmutador de e APAGADO: el conmutador se encuentra en el valor
alteracion temporal de la predeterminado.
seguridad del firmware e ENCENDIDO: habilita la alteracién temporal de seguridad
ME flash.
H SW8-2 Borrar conmutador e APAGADO: el conmutador se encuentra en el valor
CMOS predeterminado.
e ENCENDIDO: borra el registro del reloj en tiempo real
(RTC).
H SW8-3 Conmutador de forzar e APAGADO: el conmutador se encuentra en el valor
restablecimiento de XCC predeterminado.
e ENCENDIDO: reinicia Lenovo XClarity Controller.
I SwWs-4 Conmutador de forzar e APAGADO: el conmutador se encuentra en el valor

actualizacion del XCC

predeterminado.

e ENCENDIDO: fuerza al firmware del XClarity Controller a
entrar en el modo de arranque (solo para fines de
desarrollo).
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Tabla 20. Descripcion del conmutador (continuacion)

la contrasena de
encendido

Numero de conmutador | Nombre del Descripcion
conmutador

H SW8-5 Conmutador de XCC e APAGADO: el conmutador se encuentra en el valor
SPI0 ROM media predeterminado.

e ENCENDIDO: fuerza a XClarity Controller a arrancar desde
una imagen de copia de seguridad.

A SW8-6 Conmutador de e APAGADO: el conmutador se encuentra en el valor
seguridad baja predeterminado.

e ENCENDIDO: activa el modo de seguridad bajo para el
firmware del XClarity Controller (solo para fines de
desarrollo).

SW8-7 Reservado Reservado
H SW8-8 Omitir el conmutador de | © APAGADO: el conmutador se encuentra en el valor

predeterminado.
e ENCENDIDO: omite la contrasefia de encendido.

Lista de piezas

Utilice esta lista de piezas para identificar los componentes disponibles para su servidor.

Para obtener mas informacion sobre como pedir las piezas mostradas en Figura 13 “Componentes del

servidor” en la pagina 53:

https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v2/7z70/parts

Se recomienda que verifique los datos de resumen de alimentacion para su servidor utilizando Lenovo

Capacity Planner antes de comprar nuevas piezas.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la ilustracion.
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Figura 13. Componentes del servidor

Las piezas que aparecen en la tabla siguiente estan identificadas dentro de una de las siguientes categorias:

¢ Unidades reemplazables por el cliente (CRU) de nivel 1: La sustitucion de las CRU de nivel 1 es
responsabilidad del usuario. Si Lenovo instala una CRU de nivel 1 por solicitud suya, sin un acuerdo de
servicio, se le cobrara por la instalacion.

¢ Unidades reemplazables por el cliente (CRU) de nivel 2: puede instalar las CRU de nivel 2 o pedir a
Lenovo que las instale, sin ningun costo adicional, bajo el tipo de servicio de garantia designado para su
servidor.

¢ Unidades sustituibles localmente (FRU): Unicamente técnicos del servicio expertos deben instalar las
FRU.

¢ Consumibles y piezas estructurales: La compra y la sustitucion de consumibles y piezas estructurales
es su responsabilidad. Si Lenovo adquiere o instala un componente estructural por solicitud suya, se le
cobrara por el servicio.
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Nota: A menos que se especifique de otro modo en otros acuerdos o en los términos del contrato, las
piezas que estan al margen de los términos de su garantia o las piezas que han alcanzado sus limitaciones
maximas de uso no califican para el servicio de garantia.

Tabla 21. Lista de piezas

indice

Descripcion

CRU de Nivel
1

CRU de Nivel
2

FRU

Piezas
consumibles

y
estructurales

https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v2/7z70/parts

Para obtener mas informacion sobre como pedir las piezas mostradas en Figura 13 “Componentes del servidor” en la
pagina 53:

2,5 pulgadas

(1] Cubierta superior Vv
A Deflector de aire estandar Vv
H Conjunto de expansion (LP) v
4 | Conjunto de expansion (LP+LP) Vv
5 | Conjunto de expansion (LP+FH) Vv
A Abrazadera de pared posterior v
Adaptador PCle v
8] Placa del sistema v
a Soporte del médulo dg alimentacion y
flash RAID (en el chasis)
Soporte del médulo de alimentacién
flash RAID (en el compartimiento de v
expansion)
Maodulo de alimentacion flash RAID Vv
Adaptador Ethernet OCP 3.0 v
Unidad de fuente de alimentacion Vv
Z(iarlrlleez?ac(i:?éﬁnidad de fuente de v
diagnostioo @ereona) o v
Conjunto de E/S frontal Vv
Auricular de diagnoésticos de LCD v
externo
E(C)Bjunto de panel de diagndstico de v
EIA (derecho) v
Hl Panel de diagnésticos de LCD Vv
C.onju[wto' de E/S frontal con panel de
diagndstico (parte superior)
i Relleno de bahia de unidad de y
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Tabla 21. Lista de piezas (continuacion)

Piezas
indice | Descripcion CRU d1e Nivel | CRU d2e Nivel FRU consu;nibles
estructurales

23] Unidad de 2,5" v
m Unidad de 3,5" v
[ 25 ] Compartimiento de la unidad de 7 mm V4
m g:]?gfi\op;)c)sterior de la unidad de 7 mm y
gjg:ri)cnrfterior de la unidad de 7 mm y
[ 28 ] Compartimiento 4-EDSFF v
(291 Unidad de 7 mm v
H1 Relleno de la bahia de unidad de 7 mm v
31 ] Unidad EDSFF Vv
32 ] Marco biselado de seguridad V4
B Pla_lca posterior de unidad frontal de 4 y

unidades de 2,5 pulgadas
0] E::?g'e:llfosterlor frontal de unidad 16- v
B E:]aiag:dpezs(tjeerlg,rsc’j,e unidad frontal de 8 y,
0 Pla_lca posterior ?e unidad frontal de 10 v

unidades de 2,5
(nidados do 55 puigadas v
0 Compar‘timiento de la unidad posterior Y

de 2 unidades de 2,5 pulgadas
5 Placa posterior de 2 unidades v

posteriores de 2,5 pulgadas
[ 40 ] Mdédulo RAID interno v
41 ] Cable de conmutador de intrusion V4
m Maodulo de ventilador V4
43 ] Modulo de memoria V4
m Chasis v
(45} Tuerca de PEEK del disipador de calor v
m Disipador de calor estandar v
%rsrf:zgrge calor de rendimiento (en v
(48 Procesador v
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Tabla 21. Lista de piezas (continuacion)

Piezas

indice | Descripcion CRU d1e Nivel | CRU d2e Nivel FRU consu;nibles

estructurales
49 ] Unidad M.2 v
Hl Placa posterior M.2 v
B ?(c)i:t[:i)rt]zcriﬂo;'l)TPM (solo para China y
52 | Clip de elemento de sujecién M.2 Vv
53 | Bateria CMOS (CR2032) Vv

Cables de alimentacion

Hay varios cables de alimentacién disponibles, segun el pais y la region donde el servidor esta instalado.

Para ver los cables de alimentacién que estan disponibles para el servidor:

1. Visite la pagina siguiente: http://dcsc.lenovo.com/#/

2. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar a
pedido).

3. Especifique el tipo de maquina y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

4. Haga clic en Power (Alimentacién) - Power Cables (Cables de alimentacion) para ver todos los
cables de la linea eléctrica.

Notas:

Por razones de seguridad, se proporciona un cable de alimentacion con un conector con toma a tierra
para usarlo con este producto. Para evitar una descarga eléctrica, use siempre el cable de alimentacién y
el conector con una toma eléctrica correctamente conectada a tierra.

Los cables de alimentacién para este producto que se utilizan en Estados Unidos y Canada se mencionan
en Underwriter's Laboratories (UL) y estan certificados por la Canadian Standards Association (CSA).

Para las unidades pensadas para utilizarse a 115 voltios: use un conjunto de cables mencionados por UL
y certificados por CSA que constan de un minimo de 18 AWG, cable de tres conductores tipo SVT o SJT,
un maximo de 15 pies de largo y una cuchilla en paralelo, conector de tipo con conexién a tierra calificado
en 15 amperios, 125 voltios.

Para las unidades pensadas para utilizarse a 230 voltios (EE. UU.): use un conjunto de cables
mencionados por UL y certificados por CSA que constan de un minimo de 18 AWG, cable de tres
conductores tipo SVT o SJT, un maximo de 15 pies de largo y una cuchilla en conjunto, conector de tipo
con conexion a tierra calificado en 15 amperios, 250 voltios.

Para las unidades pensadas para funcionar a 230 voltios (fuera de los EE. UU.): use un conjunto de cables
con un conector de tipo con conexidn a tierra. El conjunto de cables debe tener las aprobaciones de
seguridad adecuadas para el pais en que se instalara el equipo.

Los cables de alimentacion para un pais o regidn especifico generalmente estan disponibles solo en ese
pais o region.
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Capitulo 3. Disposicion interna de los cables

Consulte esta seccién para establecer la disposicién de los cables para componentes especificos.

Algunos de los componentes del servidor tienen cables y conectores de los cables internos. Para obtener
mas detalles, consulte las siguientes secciones sobre la disposicion de los cables:

“Adaptador HBA/RAID CFF” en la pagina 59

“E/S frontal” en la pagina 62

“Conmutador de intrusién” en la pagina 63

“Modulos de alimentacion flash RAID” en la pagina 64

“Placa posterior de la unidad M.2” en la pagina 66

“Placa posterior de las 16 unidades EDSFF” en la pagina 67

“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la pagina 68

“Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (alimentacién)” en la pagina 69
“Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (sefal)” en la pagina 70

Lea atentamente las siguientes directrices antes de conectar los cables:

Apague el servidor antes de conectar o desconectar los cables internos.

Consulte la documentacién que se proporciona con los dispositivos externos para obtener instrucciones
adicionales sobre el cableado. Es posible que le sea mas facil orientar los cables antes de conectar los
dispositivos al servidor.

Los identificadores de ciertos cables estan impresos sobre los cables que se proporcionan con el servidor
y los dispositivos opcionales. Utilice estos identificadores para conectar los cables a los conectores
correctos.

Asegurese de que los cables correspondientes pasen a través de los clips para cables.
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[ ]

Soporte de | Disposicion

cable

HnA Disponga al conector de alimentacién de BP, al conector de alimentacion de RAID y a los
conectores de PCle (3, 4, 5, 6)

A Disponga al cable del conmutador de intrusion

HA Disponga al conector de FIO, al conector externo de LCD, al conector de alimentacion de M.2, al
conector VGA 2, al conector USB frontal, a los conectores PCle (1, 2, 7, 8), al conector 7 mm/M.2, a
los conectores SATA (0, 1, 2) y a los conectores RAID/HBA

Nota: Desacople todos los pestillos, las pestafias de liberacién o los bloqueos de los conectores de los
cables cuando desconecte los cables de la placa del sistema. Si no los libera antes de retirar los cables, los
zécalos de los cables de la placa del sistema, los cuales son fragiles, resultaran danados. Cualquier dafo a
los zécalos de los cables podria requerir la sustitucion de la placa del sistema.

W
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Adaptador HBA/RAID CFF

Utilice la seccién para comprender la disposicion de los cables de alimentacién y de entrada para el
adaptador de CFF HBA/RAID interno.
Disposicion de los cables de alimentacion y de entrada de MB para adaptadores HBA/RAID CFF

Nota: La ilustracion solo involucra la disposicién de los cables de alimentacién y de entrada de MB. Para ver
la disposicion de los cables de sefal de los adaptadores HBA/RAID CFF, consulte “Placa posterior de la
unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (sefal)” en la pagina 70.

e “Disposicion de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 4” en la pagina 59
e “Disposicion de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 3” en la pagina 60

Disposicion de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 4
Se admite el adaptador RAID CFF Gen 4:
¢ Adaptador interno ThinkSystem RAID 940-16i de 8 GB Flash PCle Gen 4 de 12 Gb

Figura 14. Disposicion de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 4
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Desde

Hasta

Conector de alimentacion en el adaptador HBA/RAID
CFF

Conector RAID interno de la placa del sistema

H Conector de entrada en el adaptador HBA/RAID CFF

PCle 1 (para el modelo de servidor con placa posterior de
8 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas con uno y dos
procesadores instalados)

PCle 3 (para el modelo de servidor con placa posterior de
6 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y 4 unidades
AnyBay de 2,5 pulgadas con dos procesadores
instalados)

Nota: Con un procesador instalado, el servidor no
admite la placa posterior de 6 unidades SAS/SATA de 2,5
pulgadas y 4 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas.

Disposicion de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 3

Se admiten adaptadores RAID CFF Gen 3:

¢ Adaptador interno ThinkSystem RAID 5350-8i PCle 12 Gb
e Adaptador interno ThinkSystem RAID 9350-8i de 2 GB Flash PCle 12 Gb
¢ Adaptador interno ThinkSystem RAID 9350-16i de 4 GB Flash PCle 12 Gb

[ 1]

L]

Figura 15. Disposicion de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 3
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Desde

Hasta

Conector de alimentacioén en el adaptador HBA/RAID
CFF

Conector RAID interno de la placa del sistema

H Conector de entrada en el adaptador HBA/RAID CFF

PCle 1 (para el modelo de servidor con placa posterior de
8 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas con uno y dos
procesadores instalados)

PCle 3 (para el modelo de servidor con placa posterior de
6 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y 4 unidades
AnyBay de 2,5 pulgadas con dos procesadores
instalados)

Nota: Con un procesador instalado, el servidor no
admite la placa posterior de 6 unidades SAS/SATA de 2,5
pulgadas y 4 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas.
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E/S frontal

Utilice esta seccion para comprender la disposicion de los cables para el E/S frontal.

Disposicion de los cables de E/S frontal

Nota: Lailustracion muestra el escenario de cableado para los modelos de servidor con cuatro bahias de
unidad frontales de 3,5 pulgadas. La ubicacion de cada conector en la parte frontal del servidor varia segun
los modelos. Para obtener informacién detallada sobre la ubicacién de los componentes de E/S frontal,

consulte “Vista frontal” en la pagina 21.
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Figura 16. Disposicion de los cables de E/S frontal

Desde

Hasta

K Cable VGA

Conector VGA en la placa del sistema

H Cable del auricular de diagndstico externo de LCD

Conector externo de LCD en la placa del sistema

H Cable USB

Conector USB delantero en la placa del sistema

A Cable del panel de diagndstico frontal

Conector de FIO en la placa del sistema
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Conmutador de intrusion

Use esta seccién para comprender la disposicidn de los cables de los conmutadores de intrusion.

]
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Figura 17. Disposicion de los cables del conmutador de intrusion
Desde Hasta
Cable del conmutador de intrusion en el Conector del conmutador de intrusién en la placa del
compartimiento del ventilador sistema
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Modulos de alimentacion flash RAID

Use esta seccion para comprender la disposicidon de cables de los médulos de alimentacion flash RAID.

Ubicaciones de la ranura del médulo de alimentacion flash RAID

[ ]

[ ]

Referencia | Ubicacion Escenario

de

ilustracion

Supercondensador en el chasis Chasis de 2,5” instalado con un disipador de calor
estandar o de rendimiento

2 | Supercondensadores en el deflector de aire Chasis de 2,5” 0 3,5” instalado con un disipador
de calor estandar

H Supercondensadores en la ranura de expansién 1 | Chasis de 3,5” instalado con un disipador de calor
de rendimiento

Se proporciona un cable de extension para cada médulo de alimentacién flash RAID para la conexion.
Conecte el cable del supercondensador al conector del supercondensador en el adaptador RAID
correspondiente, como se muestra.
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Figura 18. Disposicion del cable de alimentacion para el supercondensador

Desde

Hasta

Mddulo de alimentacion flash RAID

Conector del supercondensador en el adaptador RAID
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Placa posterior de la unidad M.2

En esta seccidn se proporciona informacién sobre la disposicién de los cables de las unidades M.2.

[ ]

nPW

I

P

NVMe RAID

Figura 19. Disposicion de los cables para las unidades M.2

Desde

Hasta

Cable de alimentacion

Conector de alimentacion M.2 en la placa del sistema

Hl Cable de sefial M.2

Conector de sefial de 7 mm/M.2 de la placa del sistema
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Placa posterior de las 16 unidades EDSFF

En esta seccion se proporciona informacion sobre la disposicién de los cables de las unidades EDSFF.

Edcosrroi—
Edcosrraie

EDSEE4/5"
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Figura 20. Disposicion de los cables para unidades EDSFF

Desde Hasta
EDSFF 0/1 PCle 6
K EDSFF 2/3 PCle 5
Kl EDSFF 4/5 PCle 4
EDSFF 6/7 PCle 3

Hl Conector de alimentacion en la placa posterior de

Conector de alimentacion de la placa posterior frontal en

unidad la placa del sistema

H EDSFF 8/9 C1 en la tarjeta de retemporizador
H EDSFF 10/11 CO en la tarjeta de retemporizador
El EDSFF 12/13 PCle 2

El EDSFF 14/15 PCle 1
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Placa posterior de la unidad de 7 mm

En esta seccién se proporciona informacién sobre la disposicién de los cables de las unidades de 7 mm.

- T T

‘ ———— Power E

e ———=— Slgnm 1] @

Q 7mm/M 2

2X2 PWR 2x6 PWR 6PWR

f\ o —9_/% | ‘ - “\(

Figura 21. Disposicion de los cables para unidades de 7 mm

Desde Hasta

Cable de sefial de 7 mm Conector de sefial de 7 mm/M.2 de la placa del sistema

H Cable de alimentacion Conectores de alimentacion en la tarjeta de expansion en
el conjunto de expansion 1
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Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (alimentacion)

Use la seccién para comprender la disposicion de los cables de sefial para las placas posteriores de unidad

de 2,5 pulgadas o 3,5 pulgadas

1 EiRI

(]

Figura 22. Conexion del cable de alimentacion de la placa posterior

Desde

Hasta

Conector de alimentacién en la placa posterior de
unidad frontal

Conector de alimentacién de la placa posterior frontal en
la placa del sistema

H Conector de alimentacion en la placa posterior de
unidad trasera

Conectores de alimentacion en la tarjeta de expansién en
el conjunto de expansién 1
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Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (senal)

Use la seccidn para entender la disposicion de los cables para las conexiones de cables de sefial para las
placas posteriores de unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas.

Su servidor admite los siguientes modelos de servidor con:

“4 bahias de unidad frontales de 3,5 pulgadas” en la pagina 70
“4 bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas” en la pagina 74
“8 bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas” en la pagina 77
“10 bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas” en la pagina 83

4 bahias de unidad frontales de 3,5 pulgadas

Utilice esta seccion para comprender la disposicion de los cables para el modelo de servidor con cuatro
unidades frontales de 3,5 pulgadas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la seccién “Placa posterior

de la unidad de 7 mm” en la pagina 68.

Para conectar los cables de alimentacidn para una placa posterior para las unidades estandar de 2,5

pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la seccidn “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas

(alimentacion)” en la pagina 69.

Para conectar los cables de sefial para una placa posterior para las unidades frontales estandar de 4 x 3,5
pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables segun su configuracién de
servidor:

“Disposicion de los cables para la configuracion de incorporacién” en la pagina 71
“Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la pagina 72
“Disposicion de los cables con un adaptador RAID SFF (modo triple)” en la pagina 73
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Disposicion de los cables para la configuracion de incorporacion

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema para la configuracion incorporada.

Tabla 22. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema para la

configuracion incorporada

Placas posteriores Desde Hasta
BP frontal (NVMe) NVMe 0-1*, 2-3* PCle 1, PCle 2
BP frontal (SAS) SAS SATAO
SAS SATA 2
BP posterior (de haberla)
NVMe 0, NVMe 1 PCle 6

Nota: *Los conectores NVMe 0-1 y NVMe 2-3 estan disponibles solo cuando se usa la placa posterior

frontal AnyBay de 4 x 3,5".

En la figura siguiente se muestra la configuracién incorporada de las bahias de unidad frontal AnyBay de 4 x
3,5 pulgadas con un reborde de la unidad NVMe de 2 x 2,5 pulgadas. Conexiones entre conectores: F < H,

H-HH~-H,.. . m-m

nNVMe 2-3

T

Evvme 01—

Hsassi———

[

[ ]

)

|

Figura 23. Distribucion de los cables para la configuracion incorporada de las bahias de unidad frontal AnyBay de 4 x 3,5

pulgadas con un reborde de la unidad NVMe de 2 x 2,5 pulgadas

Capitulo 3. Disposicion interna de los cables

71




Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o
Gen 4).

Tabla 23. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema/adaptador
cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores Desde Hasta
BP frontal (NVMe) NVMe 0-1*, 2-3* PCle 1, PCle 2
BP frontal (SAS) SAS co
SAS Gen 3: C1; Gen 4: CO
BP posterior (de haberla)
NVMe 0, NVMe 1 PCle 6

Notas:
¢ *Los conectores NVMe 0-1 y NVMe 2-3 estan disponibles solo cuando se usa la placa posterior frontal
AnyBay de 4 x 3,5".

e Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el
método de direccionamiento de los cables es similar.

En la figura siguiente se muestra la configuracion de las bahias de unidad AnyBay frontales de 4 x 3,5
pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y un compartimiento de unidad SAS/SATAde 2 x 2,5
pulgadas. Conexiones entre conectores: M« A, A-HA H<H, ... @ < i

EInvve 041

Hsas

nNVMe 2-3

Figura 24. Disposicion de los cables para las bahias de unidad AnyBay frontales de 4 x 3,5 pulgadas con un adaptador
RAID SFF 8i (Gen 4) y un compartimiento de unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas
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Disposicion de los cables con un adaptador RAID SFF (modo triple)

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores del adaptador cuando hay instalado un adaptador RAID SFF 8i Gen 4 (modo triple).

Tabla 24. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores del adaptador cuando hay un adaptador

RAID SFF 8i Gen 4 (modo triple) instalado

Placa posterior

Desde

Hasta

BP frontal (SAS)

SAS 0

Co

Nota: Sise utiliza un adaptador RAID con tres modalidades, solo se admiten unidades frontales U.3 y no se
admiten las unidades frontales U.2.

En la siguiente figura se muestra la distribucién de los cables para la configuracién de bahias de unidad U.3
frontales de 4 x 3,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 16i (modo triple). Conexiones entre conectores:
«AA-HAH-H, .. @<m
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Figura 25. Disposicion de los cables para las bahias de unidad U.3 frontales de 4 x 3,5 pulgadas con un adaptador Gen 4
8i SFF RAID (modo triple)
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4 bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas
Utilice esta seccion para comprender la disposicion de los cables para el modelo de servidor con cuatro
unidades frontales de 2,5 pulgadas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la seccién “Placa posterior
de la unidad de 7 mm” en la pagina 68.

Para conectar los cables de alimentacién para una placa posterior para las unidades estandar de 2,5
pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la seccidn “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas
(alimentacion)” en la pagina 69.

Para conectar los cables de sefial para una placa posterior para las unidades frontales estandar de 4 x 2,5
pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables segun su configuracién de
servidor:

e “Disposicion de los cables para la configuracion de incorporaciéon” en la pagina 75
e “Disposicidon de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la pagina 76

74 Manual de mantenimiento de ThinkSystem SR630 V2



Disposicion de los cables para la configuracion de incorporacion

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema para la configuracion incorporada.

Tabla 25. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema para la

configuracion incorporada

Placas posteriores

Desde

Hasta

BP frontal (SAS)

SAS

SATAO

En la figura siguiente se muestra la configuracién incorporada de las bahias de unidad SAS/SATA frontales
de 4 x 2,5 pulgadas. Conexiones entre conectores: - M, A-HA H<H, ... < m
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Figura 26. Disposicion de los cables para la configuracion incorporada de bahias de unidad SAS/SATA frontales de 4 x

2,5 pulgadas
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Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF
La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores del adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

Tabla 26. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores del adaptador cuando hay un adaptador
HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores Desde Hasta

BP frontal (SAS) SAS Cco

Nota: Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el
método de direccionamiento de los cables es similar.

En la siguiente figura se muestra la distribucion de los cables para la configuracién de bahias de unidad SAS/
SATA frontales de 4 x 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4). Conexiones entre conectores:
A A-AH~H .. moo

U

[T 1
T [r

Edsasb— n o

Figura 27. Disposicion de los cables para las bahias de unidad SAS/SATA frontales de 4 x 2,5 pulgadas con un adaptador
RAID SFF 8i (Gen 4)
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8 bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas

Utilice esta seccion para comprender la disposicion de los cables para el modelo de servidor con ocho
unidades frontales de 2,5 pulgadas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la seccion “Placa posterior
de la unidad de 7 mm” en la pagina 68.

Para conectar los cables de alimentacidn para una placa posterior para las unidades estandar de 2,5
pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la seccidon “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas
(alimentacion)” en la pagina 69.

Para conectar los cables de sefial para una placa posterior para las unidades frontales estandar de 8 x 2,5
pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables segun su configuracién de
servidor:

“Disposicion de los cables para la configuracion de incorporacién” en la pagina 78

“Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la pagina 79

“Disposicion de los cables con un adaptador RAID SFF (modo triple)” en la pagina 80
“Disposicion de los cables con una tarjeta de retemporizador para un procesador” en la pagina 81
“Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF” en la pagina 82
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Disposicion de los cables para la configuracién de incorporacion

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema para la configuracion incorporada.

Tabla 27. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema para la
configuracion incorporada

Placas posteriores Desde Hasta
SAS 0 SATAO
BP frontal (SAS)
SAS 1 SATA1
BP posterior (de haberla) SAS SATA 2

En la figura siguiente se muestra la configuracion incorporada de las bahias de unidad frontal SAS/SATA de
8 x 2,5 pulgadas con un reborde de la unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas. Conexiones entre conectores:
A-AA-AH-H, . ..@-m

[ ]

Elsason

Hsas ([ ——

Figura 28. Disposicion de los cables para la configuracion incorporada para las bahias de unidad frontal SAS/SATA de 8 x
2,5 pulgadas con un reborde de la unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas
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Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o

Gen 4).

Tabla 28. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema/adaptador

cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores Desde Hasta
BP frontal (SAS) SAS 0 Cco

SAS 1 Gen 3: C1; Gen 4: CO
BP posterior (de haberla) SAS SATA 2

Nota: Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el

método de direccionamiento de los cables es similar.

En la figura siguiente se muestra la configuracién de las bahias de unidad frontales SAS/SATA de 8 x 2,5
pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y un compartimiento de unidad SAS/SATA de 2 x 2,5

pulgadas. Conexiones entre conectores: - A, A~ HA H<H, ... @ < @

nSASOD ~
[]
]
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E sas1 D
( [
[]
]
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Figura 29. Disposicion de los cables de las bahias de unidad frontales SAS/SATA de 8 x 2,5 pulgadas con un adaptador
RAID SFF 8i (Gen 4) y un compartimiento de unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas
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Disposicion de los cables con un adaptador RAID SFF (modo triple)
La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores del adaptador cuando hay instalado un adaptador RAID SFF 8i Gen 4 (modo triple).

Tabla 29. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores del adaptador cuando hay un adaptador
RAID SFF 8i Gen 4 (modo triple) instalado

Placa posterior Desde Hasta
BP frontal (SAS) SAS 0, SAS 1 Co
Notas:

¢ Para el modelo de servidor de ocho unidades frontales de 2,5 pulgadas, la placa posterior AnyBay de 10 x
2,5” se usa para admitir la configuracién de tres modalidades.

¢ Si se utiliza un adaptador RAID con tres modalidades, solo se admiten unidades frontales U.3 y no se
admiten las unidades frontales U.2.

En la siguiente figura se muestra la distribucién de los cables para la configuracién de bahias de unidad U.3

frontales de 8 x 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF Gen 4 8i (modo triple). Conexiones entre
conectores: - A A~-HA H«~H, ... @ < 0l
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Figura 30. Disposicion de los cables para las bahias de unidad U.3 frontales de 8 x 2,5 pulgadas con un adaptador Gen 4
8i SFF RAID (modo triple)
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Disposicion de los cables con una tarjeta de retemporizador para un procesador

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y una tarjeta

de retemporizador para un procesador.

Tabla 30. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y una tarjeta de retemporizador para un procesador

Placa posterior Desde Hasta

SAS 0 SATAO
BP frontal (SAS)

SAS 1 SATA 1

NVMe 0-1, NVMe 2-3 PCle 1, PCle 2
BP frontal (NVMe)

NVMe 4-5, NVMe 6-7 Co, C1

Notas:

¢ Para el modelo de servidor de ocho unidades NVMe frontales de 2,5 pulgadas, se utiliza la placa posterior

AnyBay de 10 x 2,5 pulgadas.

e Sjtoma la vista frontal del chasis, cuando la tarjeta de retemporizador se instala en la ranura de PCle 1, el
cable se dispone en el lado derecho como se muestra en la figura 4; cuando se ocupa la ranura de PCle 1,
instale la tarjeta de retemporizador en la ranura de PCle 2, tenga en cuenta que el cable se debe disponer

en el lado izquierdo.

En la siguiente figura se muestra la distribucion de los cables para la configuracién de bahias de unidad

NVMe frontales de 8 x 2,5 pulgadas con una tarjeta de retemporizador. Conexiones entre conectores: H <

AA-AH~H,..m-<m

SASO [}
NVMe 0-1[}
NVMe 2-3[}
NVMe 4-5 [F——————
sAs 1 [

NVMe 6-7 [fF——

Figura 31. Disposicion de los cables para las bahias de unidad frontales de 8 x 2,5 pulgadas con una tarjeta de

retemporizador para un procesador
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Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF
La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores del adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID CFF 16i.

Tabla 31. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores del adaptador cuando hay un adaptador
HBA/RAID CFF 16i instalado

Placas posteriores Desde Hasta

BP frontal (SAS) SAS 0 Cco
SAS 1 C1

BP posterior (de haberla) SAS C3

Nota: Para la conexién del cable de alimentacion y entrada del adaptador HBA/RAID CFF, consulte la
seccion “Adaptador HBA/RAID CFF” en la pagina 59.

En la figura siguiente se muestra la configuracion incorporada de las bahias de unidad frontal SAS/SATA de
8 x 2,5 pulgadas con un adaptador RAID CFF de 16i y un compartimiento de la unidad SAS/SATA de 2 x 2,5
pulgadas. Conexiones entre conectores: - A, A+~ HA, H < H, ... @ < 0.
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Figura 32. Disposicion de los cables para las bahias de unidad frontales SAS/SATA de 8 x 2,5 pulgadas con un adaptador
RAID CFF 16i y un compartimiento de unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas
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10 bahias de unidad frontales de 2,5 pulgadas

Utilice esta seccion para comprender la disposicion de los cables para el modelo de servidor con diez
unidades frontales de 2,5 pulgadas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la seccion “Placa posterior
de la unidad de 7 mm” en la pagina 68.

Para conectar los cables de alimentacidn para una placa posterior para las unidades estandar de 2,5
pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la seccidon “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas
(alimentacion)” en la pagina 69.

Para conectar los cables de sefial para una placa posterior para las unidades frontales estandar de 10 x 2,5
pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables segun su configuracién de
servidor:

e “Disposicion de los cables para la configuracion de incorporacién” en la pagina 84

e “Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la pagina 85

e “Disposicion de los cables con un adaptador RAID SFF (modo triple)” en la pagina 86
e “Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF” en la pagina 88
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Disposicion de los cables para la configuracién de incorporacion
La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema para la configuracion incorporada.

Tabla 32. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema para la
configuracion incorporada

Placas posteriores Desde Hasta
NVMe 0-1, 2-3 PCle 1, PCle 2
BP frontal (NVMe)
NVMe 4-5*, 6-7*, 8-9* PCle 3, PCle 4, PCle 5
SAS 0 SATAO
BP frontal (SAS) SAS 1 SATA1
SAS 2* SATA2
SAS SATA2
BP posterior (de haberla)
NVMe 0, NVMe 1 PCle 6

Notas:

e *Los conectores NVMe 4-5, NVMe 6-7 y NVMe 8-9 estan disponibles solo cuando se usa la placa
posterior frontal AnyBay de 10 x 2,5".

e “El conector SAS 2 solo debe conectarse al escenario de unidad frontal de AnyBay de 10 x 2,5 pulgadas o
AnyBay de 6 x 2,5 pulgadas SAS/SATA + 4 x 2,5 pulgadas.

¢ En el caso de una bahia de unidad NVMe de 10 x 2,5", no es necesario conectar los conectores SAS en la
placa posterior frontal.

En la figura siguiente se muestra la configuracién incorporada de las bahias de unidad frontal de 10 x 2,5

pulgadas (6 x SAS/SATA + 4 x NVMe) con un reborde de la unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas.
Conexiones entre conectores. - A, H-H H-H, ... @< m
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Figura 33. Disposicion de los cables para la configuracion incorporada para las bahias de unidad frontal de 10 x 2,5
pulgadas (6 x SAS/SATA + 4 x NVMe) con un reborde de la unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas

Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i o 16i
(Gen 3 0 Gen 4).

Tabla 33. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema/adaptador
cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores Desde Hasta
BP frontal (NVMe) NVMe 0-1, 2-3 PCle 1, PCle 2
NVMe 4-5*, 6-7*, 8-9* PCle 3, PCle 4, PCle 5
BP frontal (SAS) SAS 0 co
SAS 1 Gen 3: C1; Gen 4: CO
SAS 2* Gen 3: C2; Gen 4: C1
SAS Gen 3: C3; Gen 4: C1
BP posterior (de haberla)
NVMe 0, NVMe 1 PCle 6

Notas:

¢ *Los conectores NVMe 4-5, NVMe 6-7 y NVMe 8-9 estan disponibles solo cuando se usa la placa
posterior frontal AnyBay de 10 x 2,5".

e *El conector SAS 2 solo debe conectarse al escenario de unidad frontal de AnyBay de 10 x 2,5 pulgadas o
AnyBay de 6 x 2,5 pulgadas SAS/SATA + 4 x 2,5 pulgadas.

¢ | os adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el
método de direccionamiento de los cables es similar.
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En la figura siguiente se muestra la configuracion de las bahias de unidad AnyBay frontales de 10 x 2,5
pulgadas con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4) y un compartimiento de unidad SAS/SATAde 2 x 2,5
pulgadas. Conexiones entre conectores: <A, H-H H< H, ... < @
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Figura 34. Disposicion de los cables para las bahias de unidad AnyBay frontales de 10 x 2,5 pulgadas con un adaptador
RAID SFF 16i (Gen 4) y un compartimiento de unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas

Disposicion de los cables con un adaptador RAID SFF (modo triple)

La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores del adaptador cuando hay instalado un adaptador RAID SFF 16i Gen 4 (modo triple).

Tabla 34. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores del adaptador cuando hay un adaptador
RAID SFF 16i Gen 4 (modo triple) instalado

Placa posterior Desde Hasta
BP frontal (SAS) SAS 0, SAS 1 Co
SAS 2 C1

Nota: Sise utiliza un adaptador RAID con tres modalidades, solo se admiten unidades frontales U.3 y no se
admiten las unidades frontales U.2.

En la siguiente figura se muestra la distribucién de los cables para la configuracién de bahias de unidad U.3

frontales de 10 x 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 16i (modo triple). Conexiones entre conectores:
A-AA-AH~H .  O-m
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Figura 35. Disposicion de los cables para las bahias de unidad U.3 frontales de 10 x 2,5 pulgadas con un adaptador Gen 4
16i SFF RAID (modo triple)
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Disposicion de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF
La siguiente tabla muestra la relacién de asignacion entre los conectores de la placa posterior y los
conectores de la placa del sistema/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID CFF 16i.

Tabla 35. Asignacion entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema/adaptador
cuando hay un adaptador HBA/RAID CFF 16i instalado

Placas posteriores Desde Hasta
BP frontal (NVMe) NVMe 0-1, 2-3 PCle 1, PCle 2
BP frontal (SAS) SAS 0 Co
SAS 1 C1
SAS 2 c2
SAS C3
BP posterior (de haberla)
NVMe 0, NVMe 1 PCle 6

Nota: Para la conexidn del cable de alimentacién y entrada del adaptador HBA/RAID CFF, consulte la
seccion “Adaptador HBA/RAID CFF” en la pagina 59.

En la figura siguiente se muestra la configuracién de las bahias de unidad frontal de 10 x 2,5 pulgadas (6 x

SAS/SATA + 4 x AnyBay) con un adaptador RAID CFF 16i y un comportamiento de la unidad posterior SAS/
SATA de 2 x 2,5 pulgadas. Conexiones entre conectores: i~ A, A~ A H<H, ... < m
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Figura 36. Disposicion de los cables para las bahias de unidad frontales de 10 x 2,5 pulgadas (6 x SAS/SATA + 4 x
AnyBay) con un adaptador RAID CFF 16i y un compartimiento de unidad SAS/SATA de 2 x 2,5 pulgadas
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Capitulo 4. Procedimientos de sustitucion del hardware

Esta seccidn proporciona instalacion y procedimientos para quitar para todos los componentes del sistema
que se puedan reparar. Cada procedimiento de sustitucidén del componente se refiere a cualquier tarea que
es necesario realizar para poder acceder al componente que se sustituye.

Para obtener mas informacion acerca de pedidos de piezas:
https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v2/7z70/parts
Nota: Si sustituye una pieza, como un adaptador, que contiene firmware, es posible que deba actualizar el

firmware de esa pieza. Para obtener mas informacion sobre la actualizacion de firmware, consulte
“Actualizaciones de firmware” en la pagina 13.

Directrices de instalacion

Antes de instalar componentes en el servidor, lea las directrices de instalacion.

Antes de instalar dispositivos opcionales, lea los siguientes avisos con atencion:

Atenciodn: Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida
de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipular estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema de
descarga a tierra.

¢ | ealainformacion vy las directrices de seguridad para asegurar su seguridad en el trabajo:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

e Cuando instale un nuevo servidor, descargue y aplique el firmware mas reciente. Esto le ayudara a
asegurar que se corrijan los problemas conocidos y que el servidor esta preparado para funcionar con un
rendimiento éptimo. Para descargar las actualizaciones de firmware mas recientes para su servidor, vaya
a ThinkSystem SR630 V2Controladores y software.

Importante: Algunas soluciones de cluster requieren niveles de cédigo especificos o actualizaciones de
codigo coordinadas. Si el componente forma parte de una solucién de cluster, verifique el menu de nivel
de cédigo de Mejor receta mas reciente para el firmware y unidad compatible de clister antes de
actualizar el cadigo.

e Se recomienda asegurarse de que el servidor funciona correctamente antes de instalar un componente
opcional.

e Mantenga la zona de trabajo limpia, y coloque los componentes desconectados en una superficie plana 'y
lisa que no se sacuda ni incline.

¢ No intente levantar un objeto que crea que es demasiado pesado para usted. Si debe levantar un objeto
pesado, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

— Asegurese de que puede mantenerse en pie sin resbalar.
— Distribuya el peso del objeto de forma equitativa entre ambos pies.

— Levantelo aplicando la fuerza lentamente. No se mueva nunca de forma repentina o gire mientras
levanta un objeto pesado.

— Para evitar sobrecargar los musculos de la espalda, levantelo estando de pie o haciendo fuerza hacia
arriba con los musculos de las piernas.

¢ Realice una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar cambios en las unidades
de disco.
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e Tenga a mano un destornillador pequefio de punta plana, un destornillador Phillips pequefio o un
destornillador T8 Torx.

e Para ver los LED de error de la placa del sistema y los componentes internos, déjelos encendidos.

¢ No es necesario apagar el servidor para quitar o instalar las fuentes de alimentacién de intercambio en
caliente o los dispositivos USB conectables en caliente. Sin embargo, debe apagar el servidor antes de
realizar cualquier paso que implique la remocién o instalacién de cables de adaptadores y debe
desconectar las fuentes de alimentacién del servidor antes de realizar cualquier paso que implique la
remocion o instalacién de una tarjeta de expansién, memoria o procesador.

e El color azul en un componente indica los puntos de contacto, por los que puede sujetar un componente
para extraerlo o instalarlo en el servidor, abrir o cerrar un mecanismo de cierre, etc.

¢ El color terracota en un componente o una etiqueta de color terracota sobre un componente, o cerca del
mismo, indica que el componente se puede intercambiar en caliente, lo que significa que si el servidory el
sistema operativo dan soporte a la posibilidad de intercambio en caliente, es posible extraer o instalar el
componente mientras el servidor esta en ejecucion. (El color terracota también indica los puntos de
contacto en los componentes de intercambio en caliente). Consulte las instrucciones para extraer o
instalar un componente de intercambio en caliente especifico para ver procedimientos adicionales que es
posible que sea necesario realizar antes de extraer o instalar el componente.

¢ Labandaroja en las unidades, ubicada adyacente al pestillo de liberacién, indica que la unidad se puede
intercambiar en caliente si el servidor y el sistema operativo admiten esta capacidad. Esto significa que
puede quitar o instalar la unidad mientras el servidor esta en ejecucion.

Nota: Consulte las instrucciones especificas para el sistema para extraer o instalar una unidad de
intercambio en caliente para ver posibles procedimientos adicionales que sea necesario realizar antes de
extraer o instalar la unidad.

e Cuando haya finalizado el trabajo en el servidor, asegurese de volver a instalar las pantallas protectoras
de seguridad, los protectores, las etiquetas y los cables de toma de tierra.

Lista de comprobacion de inspeccién de seguridad

Utilice la informacion de esta seccion para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor.
Durante el disefio y construccién de cada maquina, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Notas:

¢ El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la clausula 2
del reglamento laboral.

¢ | a configuracion del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCION:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define
en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos dentro del
campo de audio/video, Tecnologia de la informacion y Tecnologia de comunicacion. Lenovo supone
que cuenta con la calificacién para entregar servicio y que cuenta con formacion para reconocer
niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una
herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad
responsable de la ubicacidn.

Importante: Se requiere conexion eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el

funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra
de la toma de alimentacion.

Utilice la siguiente lista de comprobacion para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:
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. Asegurese de que la alimentacion esté apagada y los cables de alimentacion estén desconectados.
. Revise el cable de alimentacién.

¢ Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexion a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios 0 menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

¢ Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentacién que estan disponibles para el servidor:
a. Visite la pagina siguiente: http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de maquina y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacién) = Power Cables (Cables de alimentacidn) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafado.

. Compruebe que no haya ninguna alteracion obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metadlicas, contaminacion, agua u otros liquidos o sefiales de dafio de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacion (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.

Directrices de fiabilidad del sistema

Revise las directrices de fiabilidad del sistema para garantizar una refrigeracién y fiabilidad correctas del
mismo.

Asegurese de que cumple con los siguientes requisitos:

Cuando el servidor tiene una alimentacion redundante, se debe instalar una fuente de alimentacién en
cada bahia de fuente de alimentacion.

Debe existir un espacio suficiente alrededor del servidor a fin de permitir que el sistema de refrigeracién
de este funcione correctamente. Deje aproximadamente 50 mm (2,0 pulgadas) de espacio alrededor de la
parte frontal y de la parte posterior del servidor. No coloque ningun objeto en la parte frontal de los
ventiladores.

Para permitir la refrigeracion y el flujo de aire adecuados, vuelva a colocar la cubierta del servidor antes de
encenderlo. No utilice el servidor durante mas de 30 minutos con la cubierta del servidor extraida, se
podrian danar los componentes del servidor.

Se deben seguir las instrucciones de cableado que se proporcionan con los adaptadores opcionales.
Un ventilador en mal estado se debe sustituir dentro de 48 horas después de que deja de funcionar.

Un ventilador de intercambio en caliente extraido se debe sustituir en menos de 30 segundos después de
la extraccion.

Una unidad de intercambio en caliente extraida se debe sustituir en menos de dos minutos después de la
extraccion.

Una fuente de alimentacién de intercambio en caliente extraida se debe sustituir en menos de dos
minutos después de la extraccion.
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¢ (Cada deflector de aire que viene con el servidor se debe instalar cuando el servidor arranca (algunos
servidores puede venir con mas de un deflector de aire). Si utiliza el servidor con un deflector de aire
faltante, pueden producirse dafios en el procesador.

¢ Todos los z6calos del procesador deben contener siempre una cubierta de zécalo o un procesador y un
disipador de calor.

e Cuando hay mas de un procesador instalado, se deben seguir de forma estricta las reglas de colocacién
de ventiladores para cada servidor.

Como trabajar en el interior del servidor con la alimentacion activada

Es posible que tenga que tener encendido el servidor mientras la cubierta esta retirada para revisar la
informacion de sistema en el panel de visualizacién o para sustituir los componentes de intercambio en
caliente. Revise estas directrices antes de hacerlo.

Atencioén: El servidor se puede detener y se pueden perder datos cuando los componentes internos del
servidor se exponen a la electricidad estatica. Para evitar este posible problema, utilice siempre una
mufequera antiestatica u otro sistema con toma de tierra cuando trabaje en el interior del servidor con la
alimentacién activada.

¢ FEvite llevar ropa holgada, especialmente en los antebrazos. Abréchese o arremangue las mangas antes
de trabajar dentro del servidor.

¢ Evite que su corbata, bufanda, insignia o pelo cuelguen en el servidor.

¢ Quitese las joyas que quedan holgadas, como los brazaletes, los collares, los anillos, los gemelos y los
relojes de pulsera.

e Saquese los objetos que tenga en el bolsillo de la camisa, como boligrafos o lapices, pues estos pueden
caerse dentro del servidor si se inclina sobre el mismo.

¢ Evite dejar caer objetos metalicos hacia el interior del servidor, como clips sujetapapeles, horquillas y
tornillos.

Manipulacién de dispositivos sensibles a la electricidad estatica

Revise estas directrices antes de manipular dispositivos sensibles a la electricidad estatica para reducir la
posibilidad de dafio de descarga electroestatica.

Atenciodn: Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida
de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipular estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema de
descarga a tierra.

¢ Limite su movimiento para evitar aumentar de electricidad estatica alrededor.

¢ Tenga especial cuidado al manipular dispositivos en el frio, porque la calefaccion puede reducir la
humedad interna y aumentar la electricidad estatica.

e Utilice siempre una munequera antiestatica u otro sistema de conexion a tierra cuando trabaje en el
interior del servidor con la alimentacién activada.

¢ Mientras el dispositivo se encuentre aun en su bolsa antiestatica, pdngalo en contacto con una superficie
metadlica no pintada de la parte exterior del servidor durante un minimo de dos segundos. Esto descargara
la electricidad estética de la bolsa y de su cuerpo.

¢ Quite el dispositivo de la bolsa e instalelo directamente en el servidor sin soltar el dispositivo. Si es
necesario guardar o depositar el dispositivo en algun sitio, introdldzcalo de nuevo en su bolsa antiestatica.
No coloque el dispositivo sobre la cubierta del servidor ni sobre una superficie metalica.

¢ Al manipular el dispositivo, sosténgalo con cuidado por sus bordes o su marco.
¢ No toque las uniones de soldadura, ni tampoco las patillas ni el circuito expuesto.
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Mantenga el dispositivo alejado de otros para evitar dafios posibles.

Reglas y orden de instalacion de un médulo de memoria

Los médulos de memoria se deben instalar en un orden especifico, segun la configuracion de memoria
implementada en su servidor.

Su servidor tiene 16 canales, 32 ranuras de memoria y admite:

Memoria minima:
- 16 GB
Memoria maxima:
— Sin PEMM:
— 2 TB utilizando 32 RDIMM de 64 GB
— 8 TB utilizando 32 RDIMM de 256 GB
— Con PMEM:
— 10 TB: 16 RDIMM 3DS de 128 GB + 16 PMEM de 512 GB (modo de memoria)

Capacidad de memoria instalada total de 10 TB, de los que 8 TB (PMEM) se utilizan como memoria
del sistema y 2 TB (RDIMM 3DS) se utilizan como memoria caché.

— 12 TB: 16 RDIMM 3DS de 256 GB + 16 PMEM de 512 GB (modo de aplicacion directa)

Capacidad de memoria instalada total de 12 TB, de los que 4 TB (RDIMM 3DS) se utilizan como
memoria del sistema y 8 TB (PMEM) se utiliza como memoria persistente para almacenamiento.

Tipo (segun el modelo):

TruDDR4 3200, dos filas, RDIMM de 16 GB/32 GB/64 GB
TruDDR4 3200, cuatro lineas, RDIMM 3DS de 128 GB
TruDDR4 2933, ocho filas, RDIMM 3DS de 256 GB
PMEM de 128 GB, 256 GB y 512 GB TruDDR4 3200

Para obtener una lista de las opciones de memoria admitidas, consulte https://serverproven.lenovo.com/.

Notas:

La capacidad de memoria total y la velocidad de funcionamiento dependen del modelo del procesador y
los valores de UEFI.

Todas las CPU Icelake Platinum y Gold admiten PMEM. Para CPU Icelake Silver solo el procesador 4314
admite PMEM.

Cuando se instala RDIMM 3DS PMEM de 256 GB/512 GB, la temperatura ambiente debe limitarse a 30 °
C o inferior.

No se admite la combinacion de RDIMM 3DS de 128 GB y 256 GB.

La siguiente ilustracion le ayuda a ubicar las ranuras de médulos de memoria de la placa del sistema.

Nota: Se recomienda instalar médulos de memoria con la misma fila en cada canal.
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Figura 37. Ranuras de mddulos de memoria en la placa del sistema

Tabla 36. Identificacion de ranuras de memoria y canales

Canal FO| F1 | EO | E1 |HO [ H1 [GO | G1 | C1 | CO | D1 DO | A1 | AO | B1 BO

Numero de 16|15 (1413|1211 [ 10| 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ranura 32|31 (30 |29 |28 |27 |26 |25 24| 23| 22|21 |20 |19] 18 | 17

Directrices de instalacion de médulos de memoria

¢ Se admiten dos tipos de configuraciones. Considere las reglas y la secuencia de llenado
correspondientes en concordancia:

“Orden de instalacion de DIMM DRAM?” en la pagina 94 (RDIMM o RDIMM 3DS)
— “Orden de instalaciéon de DIMM DRAM y del PMEM?” en la pagina 99

¢ Una etiqueta en cada DIMM identifica el tipo de DIMM. Esta informacion esta en formato xxxxx nRxxx
PC4-xxxxx-xx-xx-xxx. Donde n indica si el DIMM es de fila Unica (n=1) o fila doble (n=2).

¢ Se requiere al menos un DIMM para cada procesador. Instale al menos ocho DIMM por procesador para
obtener un buen rendimiento.

¢ Cuando sustituya un DIMM, el servidor proporciona capacidad de habilitacion de DIMM automatica sin
requerirle que use la Setup utility para habilitar el nuevo DIMM manualmente.

Atencion:

e Se permite combinar DIMM de x4 y x8 DIMM en el mismo canal.

e Siempre llene los DIMM con la mayor cantidad de filas en la ranura mas lejana de DIMM, seguida por la
ranura mas cercana de DIMM.

¢ No mezcle los RDIMM y los 3DS RDIMM en el mismo servidor.
¢ No se admite la combinacion de RDIMM 3DS de 128 GB y 256 GB.

Orden de instalacion de DIMM DRAM

Para RDIMM o RDIMM 3DS, estan disponibles los siguientes modos de memoria:

¢ “Modo independiente” en la pagina 94
¢ “Modo de duplicacion” en la pagina 98

Modo independiente

En el modo de memoria independiente, los canales de memoria se pueden rellenar con DIMM en cualquier
orden y puede llenar todos los canales para cada procesador en cualquier orden sin requisitos de
coincidencia. El modo de memoria independiente proporciona el mayor nivel de rendimiento de la memoria,
pero no posee la proteccion de conmutacion por error. El orden de instalacion de DIMM para el modo de
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memoria independiente varia de acuerdo con el nimero de procesadores y médulos de memoria instalados
en el servidor.

Siga las reglas siguientes al instalar los médulos de memoria en el modo independiente:

¢ Todos los médulos de memoria que se deben instalar deben ser del mismo tipo. Los DIMM x4 y x8 se
pueden mezclar en el mismo canal.

¢ Se admiten médulos de memoria de diferentes proveedores.
e Debe haber al menos un DIMM DDR4 por zécalo.
e En cada canal de memoria, llene primero la ranura 0.

¢ Siun canal de memoria tiene dos DIMM, rellene el DIMM con mayor nimero de filas en la ranura O; si los
dos DIMM tienen la misma cantidad de filas, llene el DIMM con una mayor capacidad en la ranura 0.

¢ Se permite un maximo de 8 filas I6gicas (filas vistas por el host) por canal.
¢ Se admite un maximo de dos capacidades de DIMM diferentes por sistema.

— Paralos canales A, C, Ey G, los DIMM rellenados deben tener la misma capacidad total para cada
canal.

— Paralos canales B, D, F y H, los DIMM rellenados deben tener la misma capacidad total para cada
canal, que puede ser diferente del otro conjunto (canales A, C, Ey G).

¢ Sihay mas de dos DIMM, quitelos de manera simétrica derecha e izquierda en un zécalo de CPU.
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Con un procesador

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de los médulos de memoria (con la misma capacidad)
para el modo independiente con un solo procesador instalado.

Tabla 37. Modo independiente con un procesador (DIMM con la misma capacidad)

Total de CPU 1

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14 | 156 | 16
1 DIMM 3

2 DIMM 3 7

4 DIMM!? 3 7 10 14

6 DIMM 1 3 7 10 14 16
8 DIMM?2 1 3 5 7 10 12 14 16
12 DIMM 1 2 3 4 7 8 9 10 13 | 14 | 15 16
16 DIMM?> 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 183 | 14 | 15 16

Notas:

1. Configuraciones de DIMM que admiten la funcion de Agrupacién en clusteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

2. Configuraciones de DIMM que admiten Extensiones de proteccién de software (SGX). Consulte
“Habilitar Software Guard Extensions (SGX)” en la Guia de configuracion para habilitar esta
caracteristica.

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de los médulos de memoria (con diferentes
capacidades) para el modo independiente con un solo procesador instalado.

Tabla 38. Modo independiente con un procesador (DIMM con diferentes capacidades)

Total de CPU 1

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14 [ 15 | 16
2 DIMM 3 5

4 DIMM 3 5 12 14

8 DIMM1,2 1 3 5 7 10 12 14 16
12 DIMM?: 2 1 3 4 5 7 8 9 10 12 13 | 14 16
16 DIMM?> 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ¢ 10 | 11 12 13 | 14 | 15 | 16

Notas:

1. Configuraciones de DIMM que admiten la funcidon de Agrupacion en clusteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

2. Configuraciones de DIMM que admiten Extensiones de proteccién de software (SGX). Consulte
“Habilitar Software Guard Extensions (SGX)” en la Guia de configuracion para habilitar esta
caracteristica.
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Con dos procesadores

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de médulos de memoria (con la misma capacidad) para

el modo independiente con dos procesadores instalados.

Tabla 39. Modo independiente con dos procesadores (DIMM con la misma capacidad)

Total de CPU 1
DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 DIMM 3
4 DIMM 3 7
8 DIMM!1 3 7 10 14
12 DIMM 1 3 7 10 14 16
16 DIMM?1: 2 1 3 5 7 10 12 14 16
24 DIMM 1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16
32 DIMM1: 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total de CPU 2
DIMM

17 | 18 | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 DIMM 19
4 DIMM 19 23
8 DIMM1 19 23 26 30
12 DIMM 17 19 23 26 30 32
16 DIMM1: 2 17 19 21 23 26 28 30 32
24 DIMM 17 |18 | 19 | 20 23 | 24 25 26 29 30 31 32
32 DIMM1: 2 17 18 | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Notas:

1. Configuraciones de DIMM que admiten la funcién de Agrupacion en clusteres sub NUMA (SNC), que se

puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

2. Configuraciones de DIMM que admiten Extensiones de proteccién de software (SGX). Consulte
“Habilitar Software Guard Extensions (SGX)” en la Guia de configuracion para habilitar esta
caracteristica.

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de médulos de memoria (con las capacidades
diferentes) para el modo independiente con dos procesadores instalados.

Tabla 40. Modo independiente con dos procesadores (DIMM con diferentes capacidades)

Total de CPU 1

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 DIMM 3 5

8 DIMM 3 5 12 14

16 DIMM?1: 2 1 3 5 7 10 12 14 16

24 DIMM1, 2 1 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 16

32 DIMM1: 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Tabla 40. Modo independiente con dos procesadores (DIMM con diferentes capacidades) (continuacion)

Total de CPU 2
DIMM

17 | 18 | 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 25 26 27 28 | 29 30 31 32
4 DIMM 19 21
8 DIMM 19 21 28 30
16 DIMM?: 2 17 19 21 23 26 28 30 32
24 DIMM1: 2 17 19 | 20 | 21 23 | 24 25 26 28 29 30 32
32 DIMM1: 2 17 18 19 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Notas:

1. Configuraciones de DIMM que admiten la funcion de Agrupacion en clusteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

2. Configuraciones de DIMM que admiten Extensiones de proteccién de software (SGX). Consulte
“Habilitar Software Guard Extensions (SGX)” en la Guia de configuracion para habilitar esta
caracteristica.

Modo de duplicacion

El modo de duplicacion de memoria proporciona redundancia de memoria completa a la vez que reduce la
capacidad de memoria total del sistema a la mitad. Los canales de memoria se agrupan en pares con cada
canal que recibe los mismos datos Si se produce un error, el controlador de memoria cambia de los DIMM
del canal principal a los DIMM del canal de copia de seguridad. El orden de instalacion de DIMM para la
duplicacion de memoria varia de acuerdo con el nimero de procesadores y DIMM instalados en el servidor.

En el modo de duplicacion, cada médulo de memoria en un par debe ser idéntico en tamafio y arquitectura.
Los canales se agrupan en pares con cada canal que recibe los mismos datos Un canal se utiliza como una
copia de seguridad del otro, lo que proporciona redundancia.

Siga las reglas siguientes al instalar los médulos de memoria en el modo duplicado:

¢ Todos los médulos de memoria que se deben instalar deben ser del mismo tipo con la misma capacidad,
frecuencia, voltaje y fila.

e | aduplicacion se puede configurar en todos los canales y el tamano total de la memoria DDR4 de los
canales principal y secundario debe ser el mismo.

¢ El duplicado de memoria parcial es una subfuncién del duplicado de memoria. Es necesario seguir el
llenado de memoria para el duplicado de memoria.

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de los médulos de memoria para el modo de duplicacién
con solo un procesador (CPU 1) instalado.

Tabla 41. Modo de duplicacion con un procesador (CPU 1)

Configura- Ranuras DIMM
clon 1123|456 7|8 9 [10| 11| 12 | 13| 14 | 15 | 16
8 DIMM 1 3 5 7 10 12 14 16

16 DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nota: Las configuraciones de DIMM que se enumera en la tabla admiten la funcién de Agrupacién en
clusteres sub NUMA (SNC), que se puede habilitar a través de uEFI. El SNC no es compatible si el
alojamiento de DIMM no sigue la secuencia indicada por la tabla arriba.
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La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de los médulos de memoria para el modo de duplicacion
con dos procesadores (CPU 1 y CPU 2) instalados.

Tabla 42. Modo de duplicacion con dos procesadores (CPU 1y CPU 2)

Configura- Ranuras DIMM
cton 1| 2|3|4|5]|6]| 7] s 9 |10 11 |12 13|14 | 15 | 16
16 DIMM 1 3 5 7 10 12 14 il

32 DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16

Configura- Ranuras DIMM
clon 17 |18 | 19| 20 | 21 |22 | 23 | 2a | 25 |26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 32
16DIMM | 17 19 21 23 26 08 30 32

32 DIMM 17 (18 | 19 [ 20 | 21 22 | 23 | 24 25 26 | 27 28 29 30 31 32

Nota: Las configuraciones de DIMM que se enumera en la tabla admiten la funcion de Agrupacién en
clusteres sub NUMA (SNC), que se puede habilitar a través de uEFI. EI SNC no es compatible si el
alojamiento de DIMM no sigue la secuencia indicada por la tabla arriba.

Orden de instalacion de DIMM DRAM y del PMEM

Esta seccion contiene informacion sobre cémo instalar PMEM y DIMM DRAM correctamente.

Cuando los PMEM y DIMM DRAM se mezclan en el sistema, se admiten los siguientes modos:

e “Modo de aplicacion directa” en la pagina 105
¢ “Modo de memoria” en la pagina 106

Consulte los siguientes temas para aprender a configurar y configurar los PMEM.

e “Reglas de PMEM” en la pagina 99

e “Primera configuracion del sistema para PMEM” en la pagina 99

e “Opciones de gestion de PMEM” en la pagina 100

e “Adicion o sustitucion de PMEM en el modo de aplicacién directa” en la pagina 104

Reglas de PMEM
Asegurese de cumplir los siguientes requisitos al aplicar PMEM en el sistema.

¢ Todos los PMEM que estan instalados deben tener el mismo numero de pieza.

¢ Todos los DIMM DRAM instalados deben ser del mismo tipo, fila y capacidad, con una capacidad minima
de 16 GB. Es recomendable usar DIMM DRAM Lenovo con el mismo nimero de pieza.

Primera configuracion del sistema para PMEM
Siga estos pasos al instalar los PMEM en el sistema por primera vez.

1. Determine el modo y la combinacion (consulte “Modo de aplicacion directa” en la pagina 105 o “Modo
de memoria” en la pagina 106).

2. Considere “Reglas de PMEM” en la pagina 99 y adquiera los DIMM PMEM y DRAM que cumplen los
requisitos.

3. Quite todos los médulos de memoria que estén instalados (consulte “Extraccion de un moédulo de
memoria” en la pagina 173).
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4. Siga la combinacion adoptada para instalar todos los PMEM y DIMM DRAM (consulte “Instalacion de un
modulo de memoria” en la pagina 175).

5. Deshabilite la seguridad en todos los PMEM instalados (consulte “Opciones de gestion de PMEM” en la
pagina 100).

6. Asegurese de que el firmware del PMEM esté en la versidon mas reciente Si no es asi, actualice a la
versidn mas reciente (consulte https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_
fw.html).

7. Configure los PMEM de modo que la capacidad esté disponible para su uso (consulte “Opciones de
gestion de PMEM?” en la pagina 100).

Opciones de gestion de PMEM
Los PMEM se pueden gestionar con las siguientes herramientas:
¢ Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)

Para abrir LXPM, encienda el sistema y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla tan
pronto aparezca la pantalla del logotipo. Si se establecié una contrasefa, introduzca la contrasefia para
desbloquear LXPM.

Vaya a Configuracion de UEFI = Valores del sistema - PMEM Intel Optane para configurar y
gestionar los PMEM.

Para obtener mas detalles, consulte la seccion “Configuracién de UEFI” en la documentacién de LXPM
compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.

Nota: Sise abre la interfaz basada en el texto del programa Setup Utility en lugar de LXPM, vaya a
Valores del sistema = <F1> Control de inicio y seleccione Conjunto de herramientas. A continuacion,
reinicie el sistemay, en cuanto aparezca la pantalla del logotipo, presione la tecla especificada en las
instrucciones en pantalla para abrir LXPM. (Para obtener mas informacién, consulte la seccién “Arranque”
en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.)

e Setup Utility
Para ingresar a Setup Utility:
1. Encienda el sistema y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para abrir LXPM.

(Para obtener mas informacion, consulte la seccion “Arranque” en la documentacién de LXPM
compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.)

2. Vaya a Valores de UEFI - Valores del sistema, haga clic en el menu arrastrable en la esquina
superior derecha de la pantalla y seleccione Configuracién por texto.

3. Reinicie el sistemay, en cuanto aparezca la pantalla del logotipo, presione la tecla especificada en
las instrucciones en pantalla.

Vaya a Configuracion del sistema y gestidon de arranque = Valores del sistema = Intel Optane
PMEM para configurar y gestionar los PMEM.

¢ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Algunas opciones de gestion estan disponibles en comandos que se ejecutan en la ruta de Lenovo
XClarity Essentials OneCLI en el sistema operativo. Consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/
download_use_onecli para obtener informacion sobre como descargar y utilizar Lenovo XClarity Essentials
OneCLI.

Las siguientes opciones de gestidn se encuentran disponibles:

e Detalles de Intel Optane PMEM

Seleccione esta opcion para ver los siguientes detalles sobre cada uno de los PMEM instalados:
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— Numero de Intel Optane PMEM detectados
— Capacidad cruda total

— Capacidad de memoria total

— Capacidad de Aplicacion directa total

— Capacidad no configurada total

— Capacidad inaccesible total

— Capacidad reservada total

También puede ver los detalles de PMEM con el siguiente comando en OneCLlI:

OneCli.exe config show IntelOptanePMEM --bmc XCC_Account:XCC_Password@XCC_IP

Notas:

— XCC_Account significa ID de usuario del XCC.

— XCC_Password significa la contrasefa del usuario de XCC.
— XCC_IP significa la direccion IP de XCC.

Objetivos
— Modo de memoria [%]

Seleccione esta opcion para definir el porcentaje de capacidad PMEM invertida en la memoria del
sistema y, por lo tanto, decidir el modo PMEM:

— 0 %: Modo de Aplicacién directa
— 100 %: Modo de memoria

Vaya a Objetivos - Modo de memoria [%], ingrese el porcentaje de memoria y reinicie el sistema.

Notas:

— Antes de cambiar de un modo al otro:

1. Copia de seguridad de todos los datos y eliminar todos los espacios creados. Vaya a Espacios
de nombre = Ver/modificar/eliminar espacios de nombre para eliminar los espacios de
nombre creados.

2. Lleve a cabo el borrado seguro en todos los PMEM instalados. Vaya a Seguridad = Presione
para el Borrado seguro para realizar el borrado seguro.

— Asegurese de que la capacidad del PMEM y los DIMM DRAM instalados cumpla los requisitos del
sistema para el nuevo modo (consulte “Reglas de PMEM?” en la pagina 99).

— Después de que el sistema se reinicia y se aplica el valor de entrada objetivo, el valor que se
muestra en Configuracion del sistema y gestion de arranque = Intel Optane PMEM -
Objetivos volvera a las siguientes opciones seleccionables predeterminadas:

¢ Alcance: [plataforma]

¢ Modo de memoria [%]: 0

¢ Tipo de memoria persistente: [Aplicacion directa]

Estos valores son opciones seleccionables de la configuracion de PMEM y no representan el estado
actual de PMEM.

Ademas, puede aprovechar un configurador de memoria, que esta disponible en el siguiente sitio:
http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

Alternativamente, defina los objetivos PMEM con los siguientes comandos en OneCLI:

— Para el modo de memoria:

1. Establecer el estado de creacion de obijetivo.
OneCli.exe config set IntelOptanePMEM.CreateGoal Yes --bmc XCC_Account:XCC_Password@XCC_IP

2. Definir la capacidad de PMEM que se esta invertida en la memoria de sistema volatil.
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OneCli.exe config set IntelOptanePMEM.MemoryModePercentage 100 --bmc XCC_Account:XCC_Password@XCC_
1P

Donde 700 significa el porcentaje de capacidad invertida en la memoria de sistema volatil.
— Para el modo App Direct:

1. Establecer el estado de creacién de objetivo.
OneCli.exe config set IntelOptanePMEM.CreateGoal Yes --bmc XCC_Account:XCC_Password@XCC_IP

2. Definir la capacidad de PMEM que se esta invertida en la memoria de sistema volatil.
OneCli.exe config set IntelOptanePMEM.MemoryModePercentage 0 --bmc XCC_Account:XCC_Password@XCC_IP

Donde 0 significa el porcentaje de capacidad invertida en la memoria de sistema volatil.

3. Establecer el modo PMEM.
OneCli.exe config set IntelOptanePMEM.PersistentMemoryType "App Direct" --bmc XCC_Account:XCC_
Password@XCC_IP

Donde Aplicacion directa significa el modo PMEM. Puede ingresar App Direct para App Direct
intercalado o App Direct no intercalado para App Direct no intercalado.

— Tipo de memoria persistente

En los modos de aplicacién directa, los PMEM conectados al mismo procesador estan intercalados de
forma predeterminada (mostrados como Aplicacion directa), mientras los bancos de memoria se usan
alternadamente. Para configurarlos como no intercalados en Setup Utility, vaya a Intel Optane PMEM
— Objetivos = (Tipo de memoria persistente [[modo PMEM)]), seleccione Aplicacion directa no
intercalada y reinicie el sistema.

Nota: Establecer la capacidad Aplicacién directa PMEM en no intercalada activara las areas de
Aplicacion directa que se muestran desde una regidon por procesador a una region por PMEM.
¢ Regiones
Una vez que se establece el porcentaje de memoria y el sistema se reinicia, se generan automaticamente

areas para la capacidad de Aplicacién directa. Seleccione esta opcidn para ver las areas de Aplicacion
directa por procesador.

e Espacios de nombre

La capacidad de Aplicacién directa de los PMEM requiere los siguientes pasos antes de estar realmente
disponible para las aplicaciones.

1. Se deben crear espacios de nombre para la asignacion del area de capacidad.

2. Se debe crear y formatear el sistema de archivos y para los espacios de nombre en el sistema
operativo.

Puede asignar cada area de Aplicacién directa en un espacio de nombre. Cree espacios de nombre en los
siguientes sistemas operativos:

— Windows: use el comando powershell. Para crear un espacio de nombres, utilice Windows Server 2019
0 versiones posteriores.

— Linux: utilice el comando ndctl.
— VMware: reinicie el sistema y VMware creara espacios automaticamente.

Después de crear espacios para la asignacioén de la capacidad de aplicacién directa, asegurese de crear y
formatear el sistema de archivos en el sistema operativo para que la capacidad de la aplicacién directa
esté accesible para las aplicaciones.

e Seguridad
— Habilitar seguridad
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Atencidn: De forma predeterminada, la seguridad de PMEM esta deshabilitada. Antes de habilitar la
seguridad, asegurese de que se cumplan todos los requisitos legales del pais o locales con respecto
de la conformidad comercial y el cifrado de datos. El incumplimiento podria provocar problemas
legales.

Los PMEM se pueden proteger con contrasefias. Existen dos tipos de ambito de proteccién de frase
de contrasefa disponibles para PMEM:

— Plataforma: elija esta opcidn para ejecutar la operacién de seguridad en todas las unidades PMEM
instaladas a la vez. Una frase de contrasena de plataforma se almacena y se aplica
automaticamente para desbloquear los PMEM antes del inicio del sistema operativo, pero la frase
de contrasefia aun se debe deshabilitar manualmente para el borrado seguro.

También puede habilitar o deshabilitar la seguridad de la plataforma con los siguientes comandos
en OneCLI:

e Habilitar seguridad:

1. Habilitar seguridad.
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Enable Security" --imm
USERID:PASSWORD@10.104.195.86

2. Establecer la frase de contrasefa de seguridad.
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityPassphrase "123456" --imm
USERID:PASSWORD@10.104.195.86 --imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86

Donde 7123456 significa la frase de contrasefia.
3. Rearranque el sistema.
¢ Deshabilitar seguridad:

1. Deshabilitar seguridad.
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Disable Security" --imm
USERID:PASSWORD@10.104.195.86

2. Introduzca la frase de contrasefa.
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityPassphrase "123456" --imm
USERID:PASSWORD@10.104.195.86

3. Rearranque el sistema.

— Un solo PMEM: elija esta opcion para ejecutar la operacion de seguridad en una o mas unidades de
PMEM seleccionadas.

Notas:

¢ |as frases de contrasena para PMEM individuales no se almacenan en el sistema y la seguridad
de las unidades bloqueadas se debe desbloquear antes de que las unidades estén disponibles
para el acceso o para el borrado de seguridad.

e Asegurese siempre de conservar registros de los numeros de ranura de los PMEM bloqueados y
sus frases de contrasenas correspondientes. En el caso de perder u olvidar las contrasenas, no
se puede crear o restaurar una copia de los datos almacenados, pero puede ponerse en contacto
con el servicio de Lenovo para un borrado seguro administrativo.

e Después de tres intentos fallidos de desbloqueo, los PMEM correspondientes entran en el estado
“superado” con un mensaje de advertencia del sistema y la unidad de PMEM solo se puede
desbloquear después de reiniciar el sistema.

Para habilitar la frase de contrasefa, vaya a Seguridad — Presione para Activar la seguridad.

— Borrado seguro

Notas:

— Se requiere una contrasefia para realizar la eliminacion segura cuando la seguridad esta habilitada.
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— Antes de ejecutar la eliminacion segura, asegurese de que el ARS (limpieza del rango de
direcciones) se haya realizado en todos los PMM o en los PMEM especificos seleccionados. De lo
contrario, no se podra iniciar la eliminacién segura en todos los PMEM o en el PMEM especifico
seleccionado y aparecera el siguiente mensaje de texto:

The passphrase isincorrect for single or multiple or all Intel Optane PMEMs selected, or maybe there is
namespace on the selected PMEMs. Secure erase operation is not done on all Intel Optane PMEMs selected.

El borrado seguro elimina todos los datos almacenados en la unidad de PMEM, incluidos los datos
cifrados. Se recomienda este método de eliminacion de datos antes de devolver o eliminar una unidad
que no funciona correctamente o cambiar el modo PMEM. Para realizar el borrado seguro, vaya a
Seguridad = Presione para el Borrado seguro.

También puede realizar el borrado seguro en el nivel de plataforma con el siguiente comando en
OneCLlI:

OneCli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation “Secure Erase Without Passphrase” --bmc
USERID:PASSWORD@10.104.195.86

¢ Configuracion de PMEM
El PMEM contiene celdas internas de repuesto para sustituir las que presentan errores. Cuando las celdas
de repuesto se agotan hasta el 0 %, aparecera un mensaje de error y se recomienda realizar una copia de

seguridad de datos, recopilar el registro de servicio y ponerse en contacto con el soporte técnico de
Lenovo.

También habra un mensaje de advertencia cuando el porcentaje que alcance el 1 % y un porcentaje
seleccionable (10 % de forma predeterminada). Cuando aparezca este mensaje, se recomienda hacer una
copia de seguridad de los datos y ejecutar los diagndsticos PMEM (consulte la seccién “Diagndsticos” de
la documentacién compatible de LXPM con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). Para
ajustar el porcentaje seleccionable que requiere el mensaje de advertencia, vaya a Intel Optane PMEM -
Configuracion de PMEM y escriba el porcentaje.

Alternativamente, cambie el porcentaje seleccionable con el siguiente comando en OneCLlI:

onecli.exe config set IntelOptanePMEM.PercentageRemainingThresholds 20 --imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86

Donde 20 es el porcentaje seleccionable.

Adicion o sustitucion de PMEM en el modo de aplicacion directa

Siga estos pasos antes de agregar o de sustituir los PMEM en el modo de aplicacion directa.

1. Cree una copia de seguridad de los datos almacenados en los espacios de nombre de PMEM.
2. Deshabilite la seguridad de PMEM con una de las siguientes opciones:

e LXPM

Vaya a Configuracion de UEFI — Valores del sistema - PMEM Intel Optane - Seguridad -
Presione para Desactivar la seguridad y escriba la frase de contrasefia para deshabilitar la
seguridad.

e Setup Utility
Vaya a Configuracion del sistema y gestidon de arranque = Valores del sistema = Intel Optane

PMEM - Seguridad = Presione para Desactivar la seguridad y escriba la frase de contrasefia
para deshabilitar la seguridad.

3. Elimine los espacios de nombre con el comando correspondiente al sistema operativo que esta
instalado:

e Comando de Linux:
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ndctl destroy-namespace all -f

e Comando de Windows PowerShell
Get-PmemDisk | Remove-PmemDisk

4. Elimine los datos de configuracion de la plataforma (PCD) y el area de almacenamiento de etiquetas de
espacios de nombre (LSA) con el siguiente comando ipmctl (para Linux y Windows).

ipmctl delete -pcd

Notas: Consulte los siguientes enlaces para aprender a descargar y usar impctl en distintos sistemas

operativos:

¢ Windows: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/videos/YTV101407

¢ Linux: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/HT508642

5. Rearranque el sistema.

Modo de aplicacion directa

En este modo, los PMEM funcionan como recursos de memoria independiente y persistente accesibles

directamente por aplicaciones especificas, y los DIMM DRAM actuan como memoria del sistema. Asegurese
de que la relacién entre la capacidad de DIMM de DRAM total y la capacidad de PMEM total dentro de un

procesador esté entre 1:1y 1:8.

Con un procesador

Tabla 43. Llenado de memoria en modo aplicacidn directa con un procesador (CPU 1)

e D: DIMM DRAM
¢ P: Persistent Memory Module (PMEM)

Ranuras DIMM
Configuracion
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1PMEMYy 6 D D D D
DIMM*
1PMEMYy8 D D P D D D D
DIMM*
2PMEMYy 12 D D D D D D D P D D D D
DIMM
4PMEMYy 4 P D D P D P
DIMM
4PMEMYy 8 D D P P P D D P D D
DIMM
8PMEMYy 8 D P D P P P D P D P D P D
DIMM

Nota: Las configuraciones con un asterisco (*) admiten solo el modo no intercalado. No se admite el modo

intercalado 100 %.

Dos procesadores

Tabla 44. Llenado de memoria en modo de aplicacion directa con dos procesadores (CPU 1y CPU 2)

e D: DIMM DRAM
e P: Persistent Memory Module (PMEM)

Configura-
cion

Ranuras DIMM
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Tabla 44. Llenado de memoria en modo de aplicacion directa con dos procesadores (CPU 1y CPU 2) (continuacion)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2PMEMy | D D P D D D D
12 DIMM*

2PMEMy | D D P D D D D D D
16 DIMM*

4PMEMy | D D D D P D D D D P D D D D
24 DIMM

8PMEMy | P D P D D P D P
8 DIMM

8PMEMy | D D P D D P P D D P D D
16 DIMM

16 PMEMy| D P D P D P D P P D P D P D P D
16 DIMM

Configura- Ranuras DIMM
clon 17 |18 (19| 20 | 21 | 22 | 23 [ 24 | 25 [ 26 [ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
2PMEMy | D D P D D D D
12 DIMM*

2PMEMy | D Dl P |D D D D D D
16 DIMM*

4PMEMy | D [ D | D | D | P D | D D | D P D D D D

24 DIMM

8PMEMy | P D P D D P D P

8 DIMM

8PMEMy [ D plP|D D | P P | D D P D D

16 DIMM

16 PMEMyY| D P D P D P D P P D P D P D P D
16 DIMM

Nota: Las configuraciones con un asterisco (*) admiten solo el modo no intercalado. No se admite el modo
intercalado 100 %.

Modo de memoria

En este modo, los PMEM actian como la memoria volatil del sistema, mientras los DIMM DRAM acttiia como
la memoria caché. Asegurese de que la relacion entre la capacidad de DIMM de DRAM total y la capacidad
de PMEM total dentro de un procesador esté entre 1:4 y 1:16.

Con un procesador
Tabla 45. Modo de memoria con un procesador (CPU 1)

e D: DIMM DRAM
¢ P: Persistent Memory Module (PMEM)

Ranuras DIMM

Configuracion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 [ 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4PMEMYy 4 P D P D D P D P
DIMM
4PMEMYy 8 D D P D D P P D D P D D
DIMM
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Tabla 45. Modo de memoria con un procesador (CPU 1) (continuacion)

8 PMEMYy 8 D P D P D P D P P D P D P D P D
DIMM

Con dos procesadores
Tabla 46. Modo de memoria con dos procesadores (CPU 1y CPU 2)

 D: DIMM DRAM
e P: Persistent Memory Module (PMEM)

Configura- Ranuras DIMM

clon 1|2 |3|4|5|6 | 7|8 9 |10 11| 12|13 | 14| 15 | 16
8PMEMy8| P D P D D P D P
DIMM

8PMEMy | D p|lpP|D D[P P | D p | P | D D
16 DIMM

16PMEMy| D [ P [ D | P | D | P | D | P p|lpo|lpPp|D|[P|[D]| P D
16 DIMM

Configura- Ranuras DIMM

cion 17 |18 |19 20 [ 21 [ 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 32
8PMEMy8| P D P D D P D P
DIMM

8PMEMy | D p|l P |D D[P P | D p | P | D D
16 DIMM

i6PMEMy| D [ P [ D | P | D | P | D | P p|lbo|lPp|D|[P|D]| P D
16 DIMM

Reglas técnicas

Consulte las siguientes reglas técnicas y limitaciones cuando instale los componentes de servidor
relacionados.

Reglas técnicas para unidades

Entender las reglas técnicas de las unidades le permitira instalar y configurar correctamente las unidades en
el sistema.

Reglas de instalacién de la unidad

En las notas siguientes se describe la informacion que debe tener en cuenta al instalar una unidad.

¢ | as bahias de unidad estan enumeradas para indicar el orden de instalacion (comenzando desde el
numero “0”). Siga el orden de instalacion al instalar una unidad. Consulte “Vista frontal” en la pagina 21.

¢ Puede utilizar unidades de diferentes proveedores.
¢ | as unidades instaladas en una sola matriz RAID deben ser del mismo tipo, tamafio y capacidad.

¢ Puede mezclar unidades de diferentes tipos de unidad y diferentes capacidades en un sistema, pero no
en una matriz RAID. También puede usar una unidad de 2,5 pulgadas en una bahia de unidad de 3,5
pulgadas.

Para ver las reglas técnicas de la configuracién RAID, consulte “Reglas técnicas para la configuracién RAID”
en la pagina 108.
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Reglas técnicas para la configuracion RAID
En las notas siguientes se describe la informacién que debe tener en cuenta al configurar RAID.

¢ En el caso de RAID de software, se admiten los niveles de JBOD y RAID 0, 1, 5y 10.

¢ La configuracion incorporada de NVMe admite los niveles de JBOD y RAID 0, 1, 5y 10 cuando se utilizan
SSD de Intel NVMe.

¢ Tanto VROC Intel-SSD-Only como VROC Premium admiten los niveles de JBOD y RAID 0, 1, 5y 10, con
el uso de unidades Intel NVMe mientras utiliza unidades NVMe no Intel.

— Los volumenes de arranque deben estar en el mismo dominio de dispositivo de gestion de volumenes
(VMD).

— Los volumenes de datos se pueden desplegar en todos los dominios de VMD.
— No se admiten volumenes de RAID en todas las CPU.
— VROC debe configurarse haciendo referencia a la siguiente matriz de dominio de VMD.

Tabla 47. Matriz de dominio de VMD

CPUO CPU1
. Dominio VMD Dominio VMD Dominio VMD Dominio VMD
Modelo de servidor
PCle 1 PCle 2 1 1 1 1 PCle 3 PCle 4 PCle 5 PCle 6
A B C D

- esaTAsas+2 |8 |7 B |[°

AnyBay + 2 NVMe
— B6SATA/SAS +4

NVMe
6 SATA/SAS + 4 6 7 8 9
AnyBay
— 10 AnyBay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 10 NVMe
16 EDSFF 15 [ 14 |13 |12 |11 |10 |9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reglas técnicas para adaptadores PCle

Entender las reglas técnicas de los adaptadores PCle le permitira instalar y configurar correctamente los
adaptadores PCle en el sistema.
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Adaptadores PCle compatibles con distintos modelos

Tabla 48. Adaptadores PCle admitidos y sus ubicaciones

Vista posterior del servidor Tipos compatibles y ubicacion de ranura

Conjunto de expansién 1
e Ranura 1: PCle x16 (x8, x4, x1), bajo perfil
e Ranura 2: PCle x16 (x8, x4, x1), bajo perfil

Conjunto de expansion 2
e Ranura 3: PCle x16 (x8, x4, x1), bajo perfil

Conjunto de expansion 1
e Ranura 1: PCle x16 (x8, x4, x1), bajo perfil

e Ranura 2: PCle x16 (x8, x4, x1), altura completa

Nota: Debe haber instalada una abrazadera de pared posterior junto
a las dos ranuras de PCle.

Conjunto de expansion 1
e Ranura 1: PCle x16 (x8, x4, x1), bajo perfil
e Ranura 2: PCle x16 (x8, x4, x1), bajo perfil

is|@ =

8|83

Conjunto de expansion 1
e Ranura 1: PCle x16 (x8, x4, x1), bajo perfil

8| &3lis]e!

Para ubicar las ranuras PCle, consulte “Vista posterior” en la pagina 41.

Reglas y orden de instalacién del adaptador de PCle

Al instalar diferentes tipos de adaptadores PCle, consulte la siguiente prioridad de instalacion sugerida:

Tabla 49. Prioridad de instalacion recomendada para diferentes tipos de adaptadores PCle

Prioridad de instalacion

1. Adaptador Ethernet OCP 7. Adaptador InfiniBand

2. Adaptador HBA/RAID interno de factor de forma 8. Adaptador de fibre channel
personalizado (CFF)

3. Adaptador RAID adaptador de temporizador de factor 9. Adaptador de red
de forma estandar (SFF)

4. Adaptador HBA SFF interno 10. Adaptador flash NVMe PCle
5. Adaptador de temporizador de nuevo 11. Controlador de almacenamiento externo
6. Adaptador GPU 12. Soporte de puerto COM

Al instalar diferentes un adaptador PCle especifico, consulte la siguiente prioridad de ranuras de instalacién
sugerida:
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Tabla 50. Prioridad de ranuras de instalacion recomendada para adaptadores PCle

Prioridad de ranuras de
instalacion recomendada

Adaptadores PCle

Se debe instalar en la
ranura 1

e Adaptador HBA/RAID SFF
e Adaptador de temporizador de ThinkSystem x16 Gen 4.0 (para 4 x NVMe)

Se debe instalar en la
ranura 2 (configurada
como una ranura de altura
completa)

¢ ThinkSystem NVIDIA Quadro P2200 5 GB PCle Active GPU

e Adaptador Ethernet PCle de 4 puertos de 10/25GbE SFP28 ThinkSystem
Broadcom 57454

e Adaptador Ethernet PCle de 4 puertos de 10/25 GbE SFP28 ThinkSystem Intel
E810-DA4

Se debe instalar en la
ranura 3

ThinkSystem Mellanox Kit auxiliar de 2 PCle HDR/200 GbE

Nota: El kit auxiliar ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCle se debe utilizar
junto con el adaptador Mellanox ConnectX-6 YE 200 GbE de puerto Unico x16 PCle y
funciona como adaptador auxiliar. Se requieren dos CPU si se utilizan ambos
adaptadores, con el adaptador principal instalado en la ranura 1 o la ranura 2 mientras
el adaptador auxiliar esta instalado en la ranura 3.

Ranura 1 > Ranura 3 >
Ranura 2

e ThinkSystem NVIDIA Tesla T4 16GB PCle Passive GPU

¢ ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCle Gen4 Passive GPU

e Tarjeta base ThinkSystem NVIDIA Tesla T4 de 16 GB (solo para China)

¢ ThinkSystem NVIDIA Quadro P620 GPU

¢ PCle 3.0 HCA Mellanox ConnectX-5 EDR IB/100GbE VPI x16 de 2 puertos

e PCle 3.0 HCA Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 de 1 puerto
¢ PCle 3.0 HCA Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 de 2 puertos

e Adaptador Ethernet SFP28 de 2 puertos de 10/25 GbE PCle SFP28 Mellanox
ConnectX-6 Dx

e Adaptador Ethernet QSFP56 de 2 puertos de 100 GbE PCle QSFP56 Mellanox
ConnectX-6 Dx
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Tabla 50. Prioridad de ranuras de instalacion recomendada para adaptadores PCle (continuacion)

Prioridad de ranuras de
instalaciéon recomendada

Adaptadores PCle

Ranura 2 > Ranura 3

Un kit de actualizacion del puerto COM debe instalarse en la ranura 2 o 3 como un
adaptador PCle normal. En este caso, se necesita una extensién y un soporte.

Ranura 1 > Ranura 2 >
Ranura 3

Otros adaptadores PCle no mencionados arriba.
Notas:

¢ Para el adaptador PCle x16 de puerto Unico Mellanox ConnectX-6 VGA 1B/
200 GbE, consulte la siguiente prioridad de ranuras segun la cantidad de
adaptadores que se instalaran:

— Dos adaptadores: ranura 1, ranura 3 o ranura 2, ranura 3
— Tres adaptadores: ranura 1, ranura 2, ranura 3

¢ Para el adaptador Xilinx Alveo U50 100 GbE 1-Port PCle Gen4, consulte las reglas
siguientes:

La temperatura ambiente debe limitarse a 30 °C o inferior.

Utilice ventiladores de rendimiento y ningun ventilador falla.

Solo se admite un sistema operativo, Red Hat Enterprise Linux.

No admite la precarga de VMware ni Windows.

e FEl| adaptador RAID 940-8i o RAID 940-16i admite modo triple. Cuando el modo
triple esta habilitado, el servidor admite unidades SAS, SATA y U.3 NVMe al mismo
tiempo. Las unidades NVMe estan conectadas al controlador a través de un enlace
PCle x1.

Nota: Para admitir el modo triple con unidades U.3 NVMe, debe estar habilitado el
modo U.3 x1 para las ranuras de unidad seleccionadas en la placa posterior a
través de la GUI web de XCC. De lo contrario, no se pueden detectar las unidades
U.3 NVMe. Para obtener mas informacion, consulte “La unidad U.3 NVMe se puede
detectar en la conexiéon NVMe, pero no se puede detectar en el modo triple” en la
pagina 261.

e |os adaptadores RAID/HBA 4350/5350/9350-8i/16i no se pueden instalar con el
adaptador Intel E810-DA2 OCP y el adaptador PCle Intel E810-DA2 en el mismo
sistema.

e Con la placa del sistema (numero de pieza SBB7A32058) instalada, el servidor no
admite los adaptadores siguientes:

— Adaptador Ethernet OCP de 2 puertos de 10/25 GbE SFP28 ThinkSystem Intel
E810-DA2

— Adaptador Ethernet OCP de 4 puertos de 10/25GbE SFP28 ThinkSystem Intel
E810-DA4
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Reglas técnicas para la limitacion térmica

En este tema se proporcionan las reglas térmicas para procesadores, ventiladores del sistema, disipadores
de calor y otras piezas.

¢ “Modelos de servidor solo con bahias de unidad frontal” en la pagina 112

¢ “Modelos de servidor con bahias de unidad frontal y trasera” en la pagina 112

¢ “Modelos de servidor con GPU” en la pagina 113

Modelos de servidor solo con bahias de unidad frontal

En esta seccion se proporciona informacién térmica para modelos de servidor solo con bahias de unidad

frontales.
Bahias frontales Temperatu- | CPU TDP! Disipador de | Deflector Tipo de Cantidad maxima
ra ambiente | (vatios) calor de aire ventilador de DIMM
maxima (al > 3
nivel del DRAM? | PMEM
mar)
45 °C TDP <125 Estandar Estandar 32 16
45°C 125 < TDP < | Estandar Estandar 32 16
e 4x3.5" 165
o 4x25" 35°C 165 < TDP < | Estandar J Rendimien- | 32 16
205 to
e 8x25"
. 30°C 205<TDP < | Formade T X Rendimien- | 32 16
e 10x2.5 250 to
30°C 250<TDP < | Formade T X Rendimien- | 32 16
270 to
35°C TDP <125 Estandar J Rendimien- | 32 16
to
35°C 125 <TDP < | Estandar J Rendimien- | 32 16
e 10x2.5"U.2 165 to
e 16 x EDSFF 35°C 165 < TDP < | Estandar J Rendimien- | 32 16
205 to
30°C 205<TDP < | Formade T X Rendimien- | 32 16
250 to
Notas:

1. Para procesadores 6334, 4310T, 6338T y 5320T, se deben utilizar disipadores de calor de rendimiento.

2. Cuando se instala un RDIMM 3DS de 256 GB o un PMEM de 256 GB, la temperatura ambiente debe
limitarse a 30 °C o menos.

3. La capacidad de RDIMM 3DS y PMEM compatibles no es superior a 256 GB.

Modelos de servidor con bahias de unidad frontal y trasera

En esta seccidn se proporciona informacion térmica para modelos de servidor con bahias de unidad
centrales o posteriores.
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Bahias Bahias Tempe- | CPU Disipador Deflec- Tipo de Cantidad maxima
frontales posteriores | ratura TDP? de calor tor de ventilador de DIMM
:;nblen- (vatios) aire DRAMZ | PMEM
maxima
(al nivel
del mar)
e SAS/ -1I-2D5P = Estandar J E)endlmlen— 32 X
SATA
e 4x3.5" . trase- | 125< N
. 4x25" * 2x25 ro: TDP < Estandar J S)endlmlen 32 X
: SAS/ 35°C | 165
* 8x2.5" SATA
10x 25 U2 e U2 165 <
. x2.5" trase- | TDP < i Rendimien-
ro: 205 Estandar J fo 32 X
30°C
Notas:

1. Para procesadores 6334, 4310T, 6338T y 5320T, se deben utilizar disipadores de calor de rendimiento.

2. Cuando se utiliza un RDIMM 3DS de 256 GB, la temperatura ambiente debe limitarse a 30 °C o menos y
la capacidad de RDIMM 3DS compatible no es superior a 256 GB.

Modelos de servidor con GPU

En esta seccidén se proporciona informacion térmica para modelos de servidor con GPU.

e GPU activas:

- NVIDIA® Quadro® P620
- NVIDIA® Quadro® P2200

¢ GPU pasivas:

- NVIDIA® Tesla® T4
- NVIDIA® A2
- NVIDIA® L4

Notas:

1. Se admite hasta un adaptador de GPU P2200, mientras que se admite un maximo de tres adaptadores
T4, L4, P620 o A2 GPU.

2. Todas las GPU que se instalaran deben ser idénticas.

Bahias Temperatura CPU TDP? (vatios) | Disipador | Deflec- Tipo de Cantidad
frontales ambiente de calor tor de ventilador maxima de
maxima (al nivel aire DIMM
del mar) DRA- | PMEM?
M2
) TDP <125 Estandar | { E)e”d'm'e”' 32 16
* 4x35 e GPU activas:
© 4x25 35°C 125<TDP <165 | Estandar |4 tRe”d'm'e”' 32 16
e 8x2.5" ¢ GPU pasivas: °
* 10x25" %0°C 165<TDP<205 | Estandar |V oondimien- | 92 16
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Bahias Temperatura CPU TDP? (vatios) | Disipador | Deflec- Tipo de Cantidad

frontales ambiente de calor tor de ventilador maxima de
maxima (al nivel aire DIMM
del mar) DRA- | PMEM?
M2
o4 imien-
30°C 205<TDP<220 |FormadeT | x E)e”d'm'e” 32 16
o 4x25" * GPU activas:
35°C 220<TDP <270 | FormadeT | x ,(Roe”d'm'e”' 32 16
e GPU pasivas:
30°C

Notas:
1. Para procesadores 6334, 4310T, 6338T y 5320T, se deben utilizar disipadores de calor de rendimiento.

2. Cuando se instala un RDIMM 3DS de 256 GB o un PMEM de 256 GB, la temperatura ambiente debe
limitarse a 30 °C o menos.

3. La capacidad de RDIMM 3DS y PMEM compatibles no es superior a 256 GB.

4. Cuando el TDP del procesador esta dentro del rango entre 205 W (no incluido) a 220 W, la temperatura
ambiente debe estar limitada a 30 °C o menos, independientemente de qué GPU esté instalada.

5. Cuando el TDP del procesador esta dentro del rango entre 220 W (no incluido) a 270 W, solo se admite
una placa posterior frontal de 4 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas.

Utilice los siguientes temas para conocer las reglas técnicas de los ventiladores del sistema y las GPU:

Reglas técnicas de ventiladores de sistema
Comprender las reglas técnicas de los ventiladores del sistema le ayudard a instalar el tipo y el nimero

correctos de ventiladores en funcion de lo que esté configurado para su servidor.
Reglas de redundancia de ventilador
¢ Tipos de ventiladores admitidos:

— Ventilador estandar 4056 (21000 RPM)

— Ventilador de rendimiento 4056 (28000 RPM)

¢ Redundancia de ventilador: redundancia N+1, un rotor de ventilador redundante.

— Un procesador: seis ventiladores de sistema de doble rotor de intercambio en caliente (un rotor de
ventilador redundante)

— Dos procesadores: ocho ventiladores de sistema de doble rotor de intercambio en caliente (un rotor de
ventilador redundante)

Nota: La refrigeracion redundante de los ventiladores del servidor permite su funcionamiento continuo en
caso de que uno de los rotores de un ventilador presente errores.

Reglas de seleccidn del ventilador

A continuacion se enumeran las reglas para seleccionar el ventilador estandar o de rendimiento.
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Tabla 51. Reglas de seleccion de ventilador para diferentes condiciones

Uso Si el servidor cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
Vent!laglor estandar o de TDP <= 165 W
rendimiento

e TDP>165W

Ventilador de rendimiento

¢ |nstalado con la placa posterior frontal de la unidad AnyBay de 10 x 2,5" o placa
posterior de la unidad 16-EDSFF

¢ |nstalado con la placa posterior de 2 x 2,5"
¢ Instalado con cualquier GPU pasiva
¢ Instalado con cualquiera de los siguientes adaptadores PCle:

— Adaptador Ethernet OCP de 4 puertos 10GBASE-T ThinkSystem Broadcom
57454

— Adaptador Ethernet QSFP56 de 2 puertos de 100 Gb PCle 4 ThinkSystem
Broadcom 57508

— PCle 3.0 HCA Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 de 1 puerto
— Adaptador PCle de 1 solo puerto HDR I1B/200 GbE x16 de Mellanox ConnectX-6
— PCle 3.0 HCA Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 de 2 puertos

— Adaptador Ethernet QSFP56 de 2 puertos de 100 GbE PCle QSFP56 Mellanox
ConnectX-6 Dx

— Adaptador ThinkSystem Xilinx Alveo U50 100GbE 1 puerto PCle Gen4

Notas:

Los ventiladores estandar son suficientes para procesadores de bajo voltaje, mientras que aun puede
utilizar ventiladores de rendimiento para un mejor enfriamiento.

Si hay un adaptador Ethernet OCP 3.0 instalado, cuando el sistema estd apagado pero aun conectado a
la alimentacion de CA, los ventiladores 1y 2 seguiran girando a una velocidad muy inferior. Este es el
disefo del sistema para proporcionar un enfriamiento adecuado para el adaptador Ethernet OCP 3.0.

Reglas técnicas de adaptadores de GPU

Entender las reglas técnicas le permitira a elegir las GPU correctas e instalarlas en las ranuras admitidas
segun lo que esté configurado para su servidor.

Las siguientes son las reglas para instalar GPU en el servidor:

Para la configuracion de GPU, el TDP de la CPU no debe ser superior a 200 W. Sin embargo, si se utiliza
la placa posterior de la unidad SAS/SATA de 4 x 2,5 pulgadas o ninguna placa posterior, el TDP de la
CPU puede admitir hasta 270 W.

Si se utiliza un adaptador de GPU pasivo, se debe usar el ventilador de rendimiento.
Consulte la siguiente prioridad de ranuta al instalar un adaptador GPU:

- T4, P620, A2, L4: ranura 1, ranura 3, ranura 2

— P2200: ranura 2 (de altura completa)

Cuando se instala T4, L4 o A2, la temperatura ambiente debe limitarse a 30 °C o menos.

Se admite hasta un adaptador de GPU P2200, mientras que se admite un maximo de tres adaptadores
T4, L4, P620 o A2 GPU.

Todas las GPU que se instalaran deben ser idénticas.
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Sustitucion del deflector de aire

Utilice esta informacién para quitar e instalar el deflector de aire.

Nota: El deflector de aire no esta disponible cuando el disipador de calor de rendimiento esta instalado.

Extraccion del deflector de aire

Utilice esta informacién para eliminar el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Segun el modelo, es posible que el servidor no tenga un deflector de aire instalado. El deflector de aire que
desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de extraccion es el mismo.

£2)

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033

S017

PRECAUCION:
Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Si hay un modulo de alimentacion flash RAID instalado en la parte inferior del deflector de aire,
desconecte el cable del médulo alimentacion flash RAID primero.

a. Presione la pestafia de liberacién para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.
Nota: Sino libera la pestafia antes de retirar los cables, los zécalos de los cable de la placa

del sistema resultaran dafiados Cualquier dafio a los zdcalos de los cables podria requerir la
sustitucion de la placa del sistema.
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Figura 38. Desconexion de los cables del mddulo de alimentacion flash RAID

Paso 3. Sujete el deflector de aire y levantelo cuidadosamente para quitarlo del servidor.

Figura 39. Extraccion del deflector de aire
Atencion: Si utiliza el servidor con el deflector de aire extraido, pueden producirse dafos en los

componentes de dicho servidor. Para permitir una refrigeracion y un flujo de aire adecuados,
instale el deflector de aire antes de encender el servidor.

Después de finalizar

Si desea reutilizar el médulo de alimentacion flash RAID instalado en la parte inferior del deflector de aire,
quitelo del deflector de aire. Consulte “Extraccion de un médulo de alimentacion flash RAID en el deflector
de aire” en la pagina 207.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del deflector de aire

Utilice esta informacion para instalar el deflector de aire.
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Acerca de esta tarea

Segun el modelo, es posible que el servidor no tenga un deflector de aire instalado. El deflector de aire que
desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones, pero el método de extraccion es el mismo.

£2)

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033

S017

PRECAUCION:

Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

Procedimiento

Paso 1. Si necesita instalar un médulo de alimentacién flash RAID en la parte inferior del deflector de aire,
instalelo primero. Consulte “Instalacién de un médulo de alimentacién RAID en el deflector de aire”
en la pagina 209.
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Paso 2. Alinee la direccién del deflector de aire de acuerdo con sus indicaciones.

Figura 40. Instalacion del deflector de aire

Paso 3. Baje el deflector de aire hacia el chasis y empuje el deflector de aire hacia abajo hasta que quede
colocado firmemente.

Después de finalizar

1. Si hay un moédulo de alimentacion flash RAID instalado en la parte inferior del deflector de aire,
conéctelo al adaptador RAID con el cable de extensidén que se proporciona con el médulo de
alimentacién flash RAID.

2. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la placa posterior

Utilice esta informacién para quitar e instalar una placa posterior.

Extraccion de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5"

Use esta informacion para quitar la placa posterior de cuatro, ocho o diez unidades de intercambio en
caliente de 2,5”.

Acerca de esta tarea

A continuacién se describe cdmo extraer la placa posterior para diez unidades de disco duro de 2,5” de
intercambio en caliente. Puede extraer la placa posterior de uatro u ocho unidades de intercambio en
caliente de 2,5 pulgadas de la misma forma.

Atencion:
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¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Quite todas las unidades y rellenos de unidad de las bahias de unidad. Consulte “Extraccién de
una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la pagina 152.

Paso 3. Sujete la placa posterior y saquela con cuidado del chasis.

Figura 41. Extraccion de la placa posterior de diez unidades de 2,5” de intercambio en caliente
Paso 4. Desconecte los cables de la placa posterior. Consulte “Placa posterior de la unidad de

2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (alimentacién)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la unidad de
2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (sefial)” en la pagina 70.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva la placa posterior antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los
materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion de la placa posterior frontal de la unidad de 2,5 pulgadas

Use esta informacion para instalar la placa posterior de cuatro, ocho o diez unidades de intercambio en
caliente de 2,5”.

Acerca de esta tarea
A continuacion se describe cdmo instalar la placa posterior para diez unidades de disco duro de intercambio

en caliente de 2,5”. Puede instalar la placa posterior de cuatro u ocho unidades de intercambio en caliente
de 2,5” de la misma forma.
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Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la placa posterior con cualquier superficie
no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la placa posterior de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior. Consulte “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (senal)” en la pagina 70.

Paso 3. Alinee las dos patillas de la placa posterior con los orificios correspondientes del chasis.

Figura 42. Instalacion de la placa posterior de diez unidades de intercambio en caliente de 2,5

Paso 4. Baje la placa posterior en el chasis. Asegurese de que las patillas pasen a través de los orificios y
que la placa posterior esté bien colocada en su sitio.

Paso 5. Conecte los cables a la placa del sistema o a las ranuras de expansién. Consulte “Placa posterior
de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la
unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (sefal)” en la pagina 70.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad en las bahias de unidad. Consulte “Instalacion
de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la pagina 153.

2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

3. Sitiene instalada una placa posterior AnyBay con unidades U.3 NVMe para el modo triple, habilite el
modo U.3 x1 para las ranuras de unidad seleccionadas en la placa posterior a través de la GUIl web de
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XCC. Consulte “La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexion NVMe, pero no se puede
detectar en el modo triple” en la pagina 261.

Extraccion de la placa posterior de la unidad frontal de 3,5”

Use esta informacion para quitar la placa posterior de la unidad frontal de 3,5”.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento
Nota: Dependiendo del tipo especifico, su placa posterior puede ser levemente diferente a la ilustracion de
este tema.
Paso 1. Prepare el servidor.
a. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

b. Quite el compartimiento del ventilador del sistema para facilitar el trabajo. Consulte
“Extraccion de un ventilador del sistema” en la pagina 228.

c. Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la pagina 152.
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Paso 2. Quite la placa posterior del chasis.

Figura 43. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 3,5”

a. o Abra los pestillos de liberacién que fijan la placa posterior.
b. (2 Gire la placa posterior levemente hacia atras para lanzarla de las tres patillas H del chasis.

C. 9 Extraiga cuidadosamente la placa del sistema fuera del chasis.

Paso 3. Tome nota de las conexiones de cables en la placa posterior y, a continuacién, desconecte todos
los cables de la placa posterior. Consulte “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (sefal)” en la pagina 70.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva la placa posterior antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los
materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior de la unidad frontal de 3,5 pulgadas
Use esta informacion para instalar la placa posterior frontal de la unidad de 3,5”.
Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.
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¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la placa posterior con cualquier superficie
no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la placa posterior de la bolsa y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior. Consulte “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (senal)” en la pagina 70.

Paso 3. Coloque la placa posterior hacia abajo en su posicion.

Figura 44. Instalacion de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5” de intercambio en caliente

a. 0 Coloque la placa posterior bajo los cables del conjunto de E/S frontal, alinéelo con el
chasis y empuijelo hacia abajo en el chasis. Coloque la placa posterior en su lugar haciendo
una pequena inclinacion, de modo que las tres patillas Fl del chasis pasen a través de los tres
orificios H de la placa posterior.

b. 9 Cierre los pestillos de liberacién para fijar la placa posterior en su posicion.

Paso 4. Conecte los cables a la placa del sistema o a las ranuras de expansién. Consulte “Placa posterior
de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la
unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (sefial)” en la pagina 70.
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Después de finalizar

1. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad en las bahias de unidad. Consulte “Instalacion
de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la pagina 153.

2. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF

Use esta informacion para extraer la placa posterior para unidades frontales 16 EDSFF frontales.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacidn” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistemay la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una muiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Quite todas las unidades y compartimientos de unidad de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad EDSFF” en la pagina 155.
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Paso 3. Quite la placa posterior del chasis.

Figura 45. Extraccion de la placa posterior para unidades 16 EDSFF

a. (1 Suelte el tornillo.
b. (2] Deslice ligeramente la placa posterior como se indica y luego levantela.
Paso 4. Desconecte los cables de la placa posterior. Consulte “Placa posterior de las 16 unidades EDSFF”

en la pagina 67.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva la placa posterior antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los
materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF

Use esta informacion para instalar la placa posterior para unidades frontales 16 EDSFF frontales.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la placa posterior con cualquier superficie
no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la placa posterior de la bolsa y
coléquela en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior. Consulte “Placa posterior de las 16 unidades EDSFF” en la
pagina 67.

Paso 3. Coloque la placa posterior hacia abajo en su posicion.

Figura 46. Instalacion de la placa posterior para unidades 16 EDSFF

a. 0 Alinee el orificio de la placa posterior con la patilla en el chasis, coléquelo hacia abajo y
deslicelo ligeramente, como se muestra.

b. (2 Apriete el tornillo para fijar la placa posterior.

Paso 4. Conecte los cables a la placa del sistema o a las ranuras de expansion. Consulte “Placa posterior
de las 16 unidades EDSFF” en la pagina 67.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar todas las unidades y los compartimientos de unidad en las bahias de unidad. Consulte
“Instalacién de una unidad EDSFF” en la pagina 157.

2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Extraccion de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas

Use esta informacion para extraer la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atencién:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento
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Paso 1. Prepare el servidor.
a. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

b. Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la pagina 152.

c. Tome nota de las conexiones de cables para unidades de 7 mm y, a continuacién, desconecte
todos los cables de la placa posterior. Para obtener informacién acerca de la disposicion de
los cables de la placa posterior, consulte “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/

3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (sefal)” en la pagina 70.

Paso 2. Mantenga presionada suavemente la pestafia del compartimiento de unidad de intercambio en
caliente posterior, como se muestra, y extraiga el deflector de aire del compartimiento de unidad
de intercambio en caliente posterior.

Figura 47. Extraccion del deflector de aire

Paso 3. Desconecte los cables de la placa posterior de unidad posterior de 2,5 pulgadas.
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Paso 4. Levante cuidadosamente la placa posterior de la unidad posterior de 2,5 pulgadas y saquela del
compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

Figura 48. Extraccion de la placa posterior de la unidad posterior de 2,5 pulgadas

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva la placa posterior antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los
materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion de la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas

Use esta informacion para instalar la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la placa posterior trasera con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la placa posterior
trasera de la bolsa y coléquela en una superficie antiestatica.
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Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Alinee la placa posterior con el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior y
bajela hacia el interior del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

Figura 49. Instalacion de la placa posterior

Conecte los cables a la placa posterior. Consulte “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (senal)” en la pagina 70.

Instale el deflector de aire en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior,
como se muestra.

Figura 50. Instalacion del deflector de aire

Conecte los cables a la placa del sistema o a las ranuras de expansién. Consulte “Placa posterior
de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la
unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (sefial)” en la pagina 70.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad de intercambio en
caliente posterior. Consulte “Instalacion de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente”
en la pagina 153.

2. Vuelva a instalar el conjunto de la unidad en el servidor. Consulte “Instalacién del conjunto de unidad
posterior” en la pagina 214.
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3. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Extraccion de las placas posteriores de la unidad de 7 mm

Use esta informacion para extraer las placas posteriores de la unidad de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Nota: Dependiendo del tipo especifico, sus placas posteriores pueden ser levemente diferentes a la
ilustracion de este tema.

Paso 1. Prepare el servidor.

a.
b.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 241.

Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la pagina 152.

Tome nota de las conexiones de cables para unidades de 7 mm y, a continuacion, desconecte
todos los cables de la placa posterior. Para obtener informacién acerca de la disposicion de
los cables de la placa posterior, consulte “Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la pagina
68.

Extraiga el conjunto de la unidad de 7 mm (si existe) del chasis posterior. Consulte “Extraccion
del conjunto de unidad posterior” en la pagina 212.
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Paso 2. Quite la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte superior.

Figura 51. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 7 mm (superior)

a. 0 Quite los dos tornillos, como se muestra.

b. 9 Levante verticalmente la placa posterior y déjela a un lado.

Paso 3. Quite la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte inferior.

Figura 52. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 7 mm (inferior)

a. o Quite el tornillo, tal como se muestra.

b. (2 Extraiga la placa posterior horizontalmente del desde el compartimiento, como se muestra.

Después de finalizar
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Si se le indica que devuelva las placas posteriores antiguas, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion de las placas posteriores de la unidad de 7 mm

Use esta informacion para instalar las placas posteriores de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene las nuevas placas posteriores con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque las placas posteriores
de la bolsa y coléquelas en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte inferior.

Figura 583. Instalacion de la placa posterior de la unidad de 7 mm (inferior)

a. (1 Alinee la patilla en el compartimiento y deslice ligeramente la placa posterior en el
compartimiento hasta que esté completamente colocada.

b. 9 Instale el tornillo, tal como se muestra.

Paso 3. Instale la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte superior.
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Figura 54. Instalacion de la placa posterior de 7 mm (superior)

a. o Coloque la placa posterior hacia abajo en el compartimiento, como se indica.

b. e Instale los dos tornillos para asegurar la placa posterior en su lugar.

Paso 4. Conecte los cables de las placas posteriores a la placa del sistema y la ranura de expansion.
Consulte “Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la pagina 68.

Después de finalizar

1. Instale el conjunto del compartimiento de la unidad de 7 mm en el chasis posterior. Consulte
“Instalacién del conjunto de unidad posterior” en la pagina 214.

2. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos (si los hay) en las bahias de unidad. Consulte “Instalacién
de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la pagina 153.

3. Realice la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustituciéon de piezas” en la pagina 244.

Sustitucion de la bateria CMOS

Utilice esta informacién para quitar e instalar la bateria CMOS.

Extraccion de la bateria de CMOS

Utilice esta informacién para extraiga la bateria CMOS.

Acerca de esta tarea

En los siguientes consejos se describe la informacién que debe tener en cuenta al quitar la bateria CMOS.

¢ Lenovo ha disefiado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La bateria CMOS de litio se debe
manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si sustituye la bateria CMOS, debe seguir las
disposiciones o regulaciones locales para la eliminacién de la bateria.

¢ Sireemplaza la bateria de litio original por una bateria de metal pesado o por una bateria con
componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendacion en cuanto al
cuidado del medio ambiente. Las baterias y los acumuladores que contengan metales pesados no se
pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los
devolveran sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.

¢ Para pedir baterias de sustitucion, llame a su centro de soporte o Business partner. Para obtener los
numeros de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/
supportphonelist para ver los detalles de soporte de su region.
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Nota: Después de sustituir la bateria CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y
hora del sistema.

S004

PRECAUCION:

Cuando sustituya la bateria de litio, utilice solo el nimero de pieza especificado de Lenovo o un tipo
de bateria equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un médulo que contiene una
bateria de litio, sustittiyalo por el mismo tipo de médulo creado por el mismo fabricante. La bateria
contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente.

No realice ninguna de las acciones siguientes:

¢ Tirarla ni sumergirla en agua
e Calentarla a mas de 100 °C (212 °F)
¢ Repararla o desmontarla

Deseche la bateria conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegtirese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Extraiga todas las piezas y desconecte todos los cables que puedan impedir el acceso a la bateria
CMOS.

Paso 3. Ubique la bateria CMOS. Consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 47.
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Paso 4. Abra el clip de la bateria como se indica y quite la bateria CMOS cuidadosamente del zécalo.

Atencion:

¢ Sino quita la bateria CMOS de la forma correcta, puede danarse el zécalo de la placa del
sistema. Y, si esto sucede, puede que sea preciso sustituir la placa del sistema.

¢ No incline ni empuje la bateria CMOS ejerciendo fuerza excesiva.

Figura 55. Extraccion de la bateria CMOS

Después de finalizar
1. Instale una nueva. Consulte “Instalacién de la bateria CMOS” en la pagina 136.
2. Deseche la bateria CMOS conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la bateria CMOS

Utilice esta informacidn para instalar la bateria CMOS.

Acerca de esta tarea

En los siguientes consejos se describe la informacién que debe tener en cuenta al sustituir la bateria CMOS.

¢ |enovo ha disefiado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La bateria CMOS de litio se debe
manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si sustituye la bateria CMOS, debe seguir las
disposiciones o regulaciones locales para la eliminacién de la bateria.

¢ Sireemplaza la bateria de litio original por una bateria de metal pesado o por una bateria con
componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendacion en cuanto al
cuidado del medio ambiente. Las baterias y los acumuladores que contengan metales pesados no se
pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los
devolveran sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.

¢ Para pedir baterias de sustitucion, llame a su centro de soporte o Business partner. Para obtener los
numeros de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/
supportphonelist para ver los detalles de soporte de su region.

Nota: Después de sustituir la bateria CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y
hora del sistema.
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S004

PRECAUCION:

Cuando sustituya la bateria de litio, utilice solo el nimero de pieza especificado de Lenovo o un tipo
de bateria equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un médulo que contiene una
bateria de litio, sustittiyalo por el mismo tipo de médulo creado por el mismo fabricante. La bateria
contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente.

No realice ninguna de las acciones siguientes:

¢ Tirarla ni sumergirla en agua
e Calentarla a mas de 100 °C (212 °F)
¢ Repararla o desmontarla

Deseche la bateria conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

S002

NS

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, aseglirese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la bateria CMOS con cualquier superficie
no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga la bateria CMOS del paquete.

Paso 2. Instale la bateria de CMOS. Asegurese de que la bateria CMOS esté correctamente posicionada en
su lugar.
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Figura 56. Instalacion de la bateria CMOS

Después de finalizar
1. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.
2. Utilice el programa Setup Utility para establecer la fecha, la hora y las contrasenfias.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del compartimiento EDSFF

Utilice esta informacién para extraer e instalar un compartimiento EDSFF

Extraccion de un compartimiento de EDSFF

Utilice esta informacidn para quitar un compartimiento EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Si el marco biselado de seguridad esta instalado, retirelo primero. Consulte “Extraccién del marco
biselado de seguridad” en la pagina 221.

Paso 2. Ubique el compartimiento EDSFF que necesita extraer y, a continuacion, quite todas las unidades
de EDSFF instaladas en él. Consulte “Extraccion de una unidad EDSFF” en la pagina 155.
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Paso 3. Extraiga el compartimiento EDSFF del chasis.

Figura 57. Extraccion de compartimiento EDSFF

a. 0 Presione la pestana extendida en el otro lado del chasis frontal.

b. 9 Deslice el compartimiento EDSFF hacia fuera del chasis frontal.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo compartimiento EDSFF. Consulte “Instalacion de un compartimiento de EDSFF” en la
pagina 139.

2. Sise le indica que devuelva el compartimiento EDSFF antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion de un compartimiento de EDSFF

Utilice esta informacidn para instalar un compartimiento EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistemay la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el compartimiento EDSFF con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el compartimiento
EDSFF nuevo de la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Deslice el conjunto del panel de diagndsticos en el chasis frontal como se indica. Asegurese de
esté correctamente posicionada en su lugar.

Figura 58. Instalacion de compartimiento EDSFF
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Paso 3. Extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF.

Figura 59. Extraccion de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF

a. o Abra el asa como se muestra.
b. 9 Tome el asa y extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad.

Paso 4. Instale las unidades EDSFF en el compartimiento EDSFF. Consulte “Instalacién de una unidad
EDSFF” en la pagina 157.

Después de finalizar

Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 244.

Sustitucion del conjunto de E/S frontal

Utilice esta informacion para quitar e instalar el conjunto del conector de E/S frontal.

En funcién de los modelos de servidor, el servidor admite los siguientes conjuntos de E/S frontales.
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Tipo Conjunto de E/S frontal

Conjunto de E/S frontal con panel de diagnéstico (derecha)

Para modelos de servidor con

e cuatro bahias de unidad frontales de 2,5
pulgadas

¢ diez bahias de unidad frontales de 2,5”
e ocho bahias de unidad frontales de 2,5” (1)
e Unidadwa 16 EDSFF (1)

Para modelos de servidor con cuatro bahias de
unidad frontales de 3,5”.

Para modelos de servidor con

® ocho bahias de unidad frontales de 2,5
pulgadas (2)

e Unidadwa 16 EDSFF (2)

Extraccion del conjunto de E/S frontal

Utilice esta informacidn para quitar el conjunto de E/S frontal.

Acerca de esta tarea

A continuacion se muestra como quitar el conjunto de E/S frontal con el panel de diagnéstico. Puede quitar
otros conjuntos de E/S frontales de la misma manera.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1.
Paso 2.

Paso 3.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 241.

Si el marco biselado de seguridad esta instalado, retirelo. Consulte “Extraccion del marco biselado

de seguridad” en la pagina 221.

Desconecte los cables de E/S frontal de la placa del sistema.
a. Presione la pestafa de liberacién para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Notas:

¢ Sino libera la pestafia antes de retirar los cables, los zécalos de los cable de la placa del
sistema resultaran dafiados Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la
sustitucion de la placa del sistema.

e Elaspecto del conector en su servidor puede variar levemente de las siguientes
ilustraciones.

Figura 60. Desconectar el cable de E/S frontal
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Paso 4. Extraiga el conjunto de E/S frontal.

Figura 61. Extraccion del conjunto de E/S frontal

a. o Extraiga los tornillos que fijan el conjunto de E/S frontal.

b. 9 Deslice el conjunto de E/S frontal hacia afuera del chasis frontal.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el conjunto de E/S frontal antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del conjunto de E/S frontal

Utilice esta informacidn para instalar el conjunto del conector de E/S frontal.

Acerca de esta tarea

A continuacion se muestra cémo instalar el conjunto de E/S frontal con el panel de diagndstico. Puede
instalar otros conjuntos de E/S frontales de la misma manera.

Atencion:

e |Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.
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Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el conjunto de E/S frontal con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el conjunto de E/S
frontal de la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instalacién del conjunto de E/S frontal.

Figura 62. Instalacion del conjunto de E/S frontal

a. 0 Inserte el conjunto de E/S frontal en el chasis frontal.

b. 9 Instale los tornillos para fijar el conjunto de E/S en su lugar.
Después de finalizar

1. Conecte los cables de E/S frontales a la placa del sistema. Consulte “E/S frontal” en la pagina 62.
2. Complete la sustituciéon de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion del conjunto de panel de diagndsticos de LCD

Utilice esta informacion para extraer el conjunto de panel de diagnésticos de LCD.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacidon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.
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Paso 2. Si el marco biselado de seguridad esta instalado, retirelo. Consulte “Extraccion del marco biselado
de seguridad” en la pagina 221.

Paso 3. Desconecte los cables del panel de diagnéstico LCD de la placa del sistema.
a. Presione la pestafa de liberacién para liberar el conector.

b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Nota: Sino libera la pestafia antes de retirar los cables, los zécalos de los cable de la placa
del sistema resultaran dafiados Cualquier dafio a los zdcalos de los cables podria requerir la

sustitucion de la placa del sistema.

Figura 63. Desconecte el cable del panel de diagndsticos de LCD

Paso 4. Extraiga el conjunto de panel de diagndsticos y de LCD del chasis.

Figura 64. Extraccion del conjunto de panel de diagndsticos de LCD

a. o Presione la pestana extendida en el otro lado del chasis frontal.

b. 9 Deslice el conjunto hacia fuera del chasis frontal.
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Paso 5. Extraiga el panel de diagnésticos de LCD de su conjunto.

Figura 65. Extraccion del panel de diagndsticos de LCD

a. 0 Presione los clips hacia abajo como se indica.

b. 9 Tire del panel de diagndsticos de LCD por su asa para extraerlo del conjunto.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo conjunto o relleno del panel de diagndstico de LCD. Consulte “Instalacién del conjunto
de panel de diagndsticos de LCD” en la pagina 147.

2. Sise le indica que devuelva el conjunto de panel de diagnésticos de LCD antiguo, siga todas las
instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion del conjunto de panel de diagndsticos de LCD

Utilice esta informacidn para instalar el conjunto de panel de diagndsticos.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacidn” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el conjunto de panel de diagndsticos con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque el conjunto
de la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Sihay un relleno instalado en el chasis frontal, extraigalo como se muestra.

Figura 66. Extraccion de relleno

Paso 3. Inserte el panel de diagndsticos de LCD en su conjunto. Asegurese de que el panel esté bien
colocado en su conjunto.

Figura 67. Instalacion del panel de diagndsticos de LCD en su conjunto

148 Manual de mantenimiento de ThinkSystem SR630 V2



Paso 4. Deslice el conjunto del panel de diagnésticos en el chasis frontal como se indica. Asegurese de
esté correctamente posicionada en su lugar.

Figura 68. Instalacion del conjunto de panel de diagndsticos

Después de finalizar

Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina 244.

Sustitucion de la tuerca Torx T30 del disipador de calor

Use esta informacion para quitar e instalar una tuerca Torx T30 de disipador de calor.

Extraccion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Esta tarea cuenta con instrucciones para extraer una tuerca Torx T30 de PEEK (Polieteretercetona) en el
disipador de calor.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ Si el servidor estd en un bastidor, extraigalo del bastidor.

¢ No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador,
como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de
los que se muestran en las ilustraciones.

Procedimiento
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Paso 1. Prepérese para esta tarea.
a. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.
b. Quite el PHM. Consulte “Extraccion de procesadores y disipadores de calor” en la pagina 188.

Paso 2. Quite la tuerca Torx T30.

Figura 69. Extraccion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Nota: No toque los contactos de oro en la parte inferior del procesador.
a. 0 Gire la barra antinclinacion hacia adentro.

b. (2 Empuje el borde superior de la tuerca Torx T30 hacia el centro del disipador de calor hasta
que se desenganche.

c. 0 Quite la tuerca Torx T30.

Atencioén: Inspeccione visualmente la tuerca Torx T30 que se quitd vy, si tiene grietas o dafios,
asegurese de que no haya restos ni piezas rotas dentro del servidor.

Después de finalizar

1. Instale una tuerca Torx T30 nueva. Consulte “Instalacion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor”
en la pagina 150.

2. Si se le indica que devuelva el componente con errores, embale la pieza para prevenir dafos durante el
envio. Reutilice el embalaje en el que llegd la nueva pieza y siga todas las instrucciones de embalaje.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor
Esta tarea cuenta con instrucciones para instalar una tuerca Torx T30 de PEEK (Polieteretercetona) en el
disipador de calor.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
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instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

* No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador,
como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de
los que se muestran en las ilustraciones.

Procedimiento
Paso 1. Instale la tuerca Torx T30.

Figura 70. Instalacion de una tuerca Torx T30 en el disipador de calor

Nota: No toque los contactos de oro en la parte inferior del procesador.

0 Gire la barra antinclinacion hacia adentro.

b. (2] Oriente la tuerca Torx T30 debajo de la barra antinclinacion. Luego, alinee la tuerca Torx
T30 con el zécalo en angulo segun se muestra.

C. 9 Inserte el borde inferior de la tuerca Torx T30 en el zécalo hasta que encaje en su posicion.
Asegurese de que la tuerca Torx T30 esté fijada debajo de los cuatro clips del zdcalo.

Después de finalizar
1. Vuelva a instalar PHM. Consulte “Instalacion de un procesador y disipador de calor” en la pagina 193.
2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Sustitucion de unidad de intercambio en caliente

Utilice esta informacién para quitar e instalar una unidad de intercambio en caliente. Puede quitar o instalar
una unidad de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la
interrupcién en el funcionamiento del sistema.

Notas:

El término “unidad de intercambio en caliente” se refiere a todos los tipos admitidos de unidades de disco
duro de intercambio en caliente y unidades de estado sdlido de intercambio en caliente y unidades NVMe
de intercambio en caliente.

Utilice la documentacién que se proporciona con la unidad y siga estas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

La integridad de Interferencia electromagnética (EMI) y refrigeracion del servidor se protege al tener todas
las bahias de unidad cubiertas u ocupadas. Las bahias vacias estan cubiertas por un panel protector EMI
u ocupadas por rellenos de unidad. Cuando instale una unidad, guarde el relleno de unidad extraida en
caso de que posteriormente extraiga la unidad y necesite el relleno para cubrir el lugar.

Para evitar dafios en los conectores de la unidad, asegurese de que la cubierta superior esté en su lugar y
completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

Extraccion de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas

Utilice esta informacién para quitar una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

A continuacion se describe la informacién que debe tener en cuenta para esta tarea:

Asegurese de haber creado una copia de seguridad de los datos en su unidad, especialmente si es parte
de una matriz RAID.

— Antes de realizar cambios en las unidades, los adaptadores RAID, las placas posteriores de la unidad o
los cables de la unidad, cree una copia de seguridad de los datos importantes que se almacenan en las
unidades.

— Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID, realice una copia de seguridad de toda la
informacién de configuracién RAID.

Si se van a extraer una o varias unidades NVMe, se recomienda deshabilitarlas primero mediante la
opcidén Quitar Hardware de forma segura y expulsar el medio (Windows) o el sistema de archivos (Linux).
Inicie sesion en el XClarity Controller y consulte el menu Almacenamiento para identificar y ubicar el tipo
de unidad y el niumero de bahia de unidad correspondiente. Si los nimeros de la bahia de unidad incluyen
el término “NVMe”, esto indica que las unidades instaladas son unidades NVMe.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Para asegurarse de disponer de la refrigeracion adecuada del sistema, no utilice el servidor durante mas
de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahia.

Procedimiento
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Paso 1. Si el marco biselado de seguridad esta instalado, retirelo primero. Consulte “Extraccion del marco
biselado de seguridad” en la pagina 221.

Paso 2. Deslice el pestillo de liberacién suavemente hacia la izquierda para abrir la pestafia de sujecion de
la unidad.
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Figura 71. Apertura de la pestafa de sujecion de la unidad

Paso 3. Sujete la pestafa de sujecion y deslice la unidad hacia fuera de la bahia de la unidad.

Figura 72. Extraccion de una unidad de intercambio en caliente

Después de finalizar

1. Instale el relleno de unidad o una unidad nueva para cubrir la bahia de unidad. Consulte “Instalacién de
una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la pagina 153.

2. Sise leindica que devuelva la unidad de intercambio en caliente antigua, siga todas las instrucciones
del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta informacion para instalar una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.
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Procedimiento

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la unidad con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la unidad de la bolsa y coléquela en
una superficie antiestatica.

Nota: Asegurese de que la instalacién de la unidad cumpla con “Reglas técnicas para unidades”
en la pagina 107.

Extraiga el relleno de la unidad de la bahia de unidad y manténgalo en un lugar seguro.

Figura 73. Extraccion del relleno de unidad

Instale la unidad en la bahia de unidad.

Figura 74. Instalacion de unidad de intercambio en caliente

a. (1 Asegurese de que la pestafa de sujecion de la bandeja de la unidad esté en la posicién de
abierto. Deslice la unidad en la bahia hasta que encaje en su lugar.

b. 9 Cierre la pestafa de sujecion de la bandeja de unidad para bloquear la unidad en su lugar.

Revise los LED de la unidad para verificar que la unidad funcione correctamente. Para obtener
detalles, consulte “LED de la unidad” en la pagina 27.

Siga instalando unidades de intercambio en caliente adicionales, de ser necesario.

Después de finalizar
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1. Vuelva a instalar el marco biselado de seguridad si lo quitd. Consulte “Instalacion del marco biselado de
seguridad” en la pagina 222.

2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID de ser necesario. Para obtener mas

informacion, consulte:
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/

3. Sitiene instalada una placa posterior AnyBay con unidades U.3 NVMe para el modo triple, habilite el

modo U.3 x1 para las ranuras de unidad seleccionadas en la placa posterior a través de la GUIl web de
XCC. Consulte “La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexion NVMe, pero no se puede
detectar en el modo triple” en la pagina 261.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de una unidad EDSFF

Utilice esta informacion para quitar una unidad EDSFF.

Acerca de esta tarea

A continuacion se describe la informacién que debe tener en cuenta para esta tarea:

Asegurese de haber creado una copia de seguridad de los datos en su unidad, especialmente si es parte
de una matriz RAID.

— Antes de realizar cambios en las unidades, los adaptadores RAID, las placas posteriores de la unidad o
los cables de la unidad, cree una copia de seguridad de los datos importantes que se almacenan en las
unidades.

— Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID, realice una copia de seguridad de toda la
informacion de configuracién RAID.

Si se van a extraer una o varias unidades NVMe, se recomienda deshabilitarlas primero mediante la
opcion Quitar Hardware de forma segura y expulsar el medio (Windows) o el sistema de archivos (Linux).
Inicie sesion en el XClarity Controller y consulte el menud Almacenamiento para identificar y ubicar el tipo
de unidad y el niumero de bahia de unidad correspondiente. Si los nimeros de la bahia de unidad incluyen
el término “NVMe”, esto indica que las unidades instaladas son unidades NVMe.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Para asegurarse de disponer de la refrigeracion adecuada del sistema, no utilice el servidor durante mas
de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahia.

Procedimiento
Paso 1. Si el marco biselado de seguridad esta instalado, retirelo primero. Consulte “Extraccion del marco

biselado de seguridad” en la pagina 221.
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Paso 2. Extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF.
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Figura 75. Extraccion de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF

a. o Abra el asa como se muestra.
b. 9 Tome el asa y extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad.
Paso 3. Extraiga la unidad EDSFF.

Figura 76. Extraccion de la unidad EDSFF

a. o Mueva el pestillo de liberacion para abrir la manija de la bandeja de la unidad, como se
muestra.

b. (2 Sujete el asa y deslice la unidad hacia fuera de la bahia de la unidad.
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Después de finalizar

1. Instale una unidad nueva o instale la cubierta del compartimiento de la unidad para cubrir la bahia de
unidad. Consulte “Instalacion de una unidad EDSFF” en la pagina 157.

2. Sise leindica que devuelva la unidad EDSFF antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice
los materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion de una unidad EDSFF

Utilice esta informacion para instalar una unidad EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atencién:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la unidad con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la unidad de la bolsa y coléquela en
una superficie antiestatica.

Nota: Asegurese de que la instalacion de la unidad cumpla con “Reglas técnicas para unidades”
en la pagina 107.

Paso 2. Instalacién de la unidad EDSFF.

Figura 77. Instalacion de unidad EDSFF

a. o Asegurese de que la pestafa de sujecion de la bandeja de la unidad esté en la posicién de
abierto. Deslice la unidad en la bahia hasta que encaje en su lugar.

b. 9 Cierre la pestafa de sujecidn de la bandeja de unidad para bloquear la unidad en su lugar.

Paso 3. Siga instalando unidades de EDSFF adicionales, de ser necesario.
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Paso 4. Instalacién de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF.

Figura 78. Instalacion de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF

a. 0 Instalacion de la cubierta del compartimiento de la unidad.

b. e Cierre la manija del compartimiento de la unidad.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar el marco biselado de seguridad si lo quitd. Consulte “Instalacion del marco biselado de
seguridad” en la pagina 222.

2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID de ser necesario. Para obtener mas
informacion, consulte:
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/

Sustitucion de la unidad de fuente de alimentacion de intercambio en
caliente

Utilice esta informacioén para quitar e instalar una unidad de fuente de alimentacién de intercambio en
caliente.

Extraccion de una unidad de fuente de alimentacion de intercambio en
caliente

Utilice esta informacion para extraer una unidad de fuente de alimentacion.

Acerca de esta tarea
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Nota: Sila unidad de fuente de alimentacion que se va a quitar es la Unica instalada, la fuente de
alimentacién no es de intercambio en caliente, por lo que antes de quitarla debe apagar el servidor. Para
admitir el modo de redundancia o intercambio en caliente, instale una fuente de alimentacion de intercambio
en caliente adicional.

Informacién de seguridad para las fuentes de alimentacién de CA

N

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacioén, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.

S035

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacién. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegtirese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

S001

VAV
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APELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, telefénicos y de comunicaciones es peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

e Conecte todos los cables de alimentacion a una toma de corriente/fuente de alimentacion con
puesta a tierra y correctamente cableada.

¢ Conecte el equipo que se acoplara a este producto a tomas de corriente/fuentes de alimentacién
debidamente cableadas.

¢ Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y dafho en la estructura.

¢ El dispositivo puede tener mas de un cable de alimentacién, para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, aseguirese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

Informacién de seguridad para las fuentes de alimentacién de CC

PRECAUCION:

La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en China continental. La
fuente de alimentacion con entrada CC de 240 V no admite la funcién de conexion en caliente del
cable de alimentacion. Antes de retirar la fuente de alimentacién con la entrada CC, apague el
servidor o desconecte las fuentes de alimentaciéon de CC en el panel del disyuntor o apagando la
fuente de alimentacién. Luego, saque el cable de alimentacion.

AV

AEEFNIRET, 2 IR 8540 BEA SR BRI BB, 15 55 0 AN B0 2 FLIRERIEAT Rk, DA vl g
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NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR
EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the
equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment
will not be covered by the manufacturers’ warranty.

S035

N

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacion, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.
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S019

NS

PRECAUCION:

El botén de control de alimentacion que se encuentra en el dispositivo no apaga la corriente eléctrica
que este recibe. El dispositivo también puede tener mas de una conexidn a corriente continua. Para
quitar la corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de que todas las conexiones a la corriente
continua estén desconectadas en los terminales de entrada de CC.

S029

VAV

APELIGRO

Para la fuente de alimentacion de -48 V CC, la corriente eléctrica de los cables de alimentacion es
peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

¢ Para conectar o desconectar los cables de alimentacion de -48 V CC cuando necesite extraer/
instalar unidades de fuente de alimentacion de redundancia.

Para conectar: Para desconectar:

1. Apague todas las fuentes de alimentacién de CCy 1. Desconecte o apague las fuentes de alimentacién de
los equipos sujetos que se conectaran a este CC sujetas (en el panel disyuntor) antes de extraer
producto. las unidades de fuente de alimentacion.

2. Instale las unidades de fuente de alimentacién en el 2. Quite los cables de CC sujetos y asegurese de que €l
alojamiento del sistema. terminal de cables de alimentacion esté aislado.

3. Conecte los cables de alimentacién de CC al 3. Desconecte las unidades de fuente de alimentacion
producto. del alojamiento del sistema.

® Asegure la correcta polaridad de las conexiones
de CC -48: RTN es + y -Vin (tipico 48 V) CC es -.
La conexidn a tierra debe estar muy bien
conectada.

4. Conecte los cables de alimentaciéon de CC a las
fuentes de alimentacion sujetas.

5. Encienda todas las fuentes de alimentacion.

Atencioén:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.
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Procedimiento

Paso 1. Si el servidor esta en un bastidor, ajuste la guia de los cables (CMA) para poder acceder a la bahia
de la fuente de alimentacion.

Figura 79. Ajuste de CMA

1. Presione la abrazadera de parada Hy girela a la posicién abierta.
2. Gire el CMA y péngalo a un lado para poder acceder a la fuente de alimentacion.
Paso 2. Desconecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion de intercambio en caliente.
¢ Para unidades de fuente de alimentacién de 240 V CC, apague el servidor y, a continuacion,

desconecte ambos extremos del cable de alimentacion y manténgalo en un lugar a prueba de
descargas electrostaticas.

¢ Para unidades de fuente de alimentacién de CA, desconecte ambos extremos del cable de
alimentacién y manténgalo en un lugar a prueba de descargas electrostaticas.
¢ Para unidades de fuente de alimentacion de -48 V CC:
1. Desconecte los cables de alimentacién de la toma de alimentacioén eléctrica.
2. Utilice un destornillador plano para aflojar los tornillos prisioneros en el bloque de
terminales de la fuente de alimentacién.

3. Desconecte los cables de alimentacion de la unidad de fuente de alimentacién, haga que el
terminal del cable esté aislado y manténgalos en un lugar seguro para las ESD.

Nota: Siesta sustituyendo dos fuentes de alimentacion, realice la sustitucién de estas de a una,
para asegurarse de que la fuente de alimentacion al servidor no sea interrumpida. No desconecte
el cable de alimentacion de la segunda fuente de alimentacion sustituida hasta que se encienda el
LED de salida de alimentacion de la primera fuente de alimentacién sustituida. Para conocer la
ubicacion del LED de salida de alimentacion, consulte la seccion “LED de vista posterior” en la
pagina 45.
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Paso 3. Empuje la pestaia de liberacién hacia la manija y tire con cuidado de la manija, mientras desliza la
fuente de alimentacion de intercambio en caliente para extraerla del chasis.

Figura 80. Extraccion de la fuente de alimentacion de intercambio en caliente

Después de finalizar

1. Instale el relleno de la fuente de alimentacion o instale el filtro de fuente de alimentacién para cubrir la
bahia de fuente de alimentacién. Consulte “Instalacién de una fuente de alimentacién de intercambio en
caliente” en la pagina 163.

Importante: Para asegurar una refrigeracion adecuada durante el funcionamiento normal del servidor,
deben estar ocupadas ambas bahias de la fuente de alimentacién. Esto significa que cada bahia debe
tener una fuente de alimentacién instalada. Otra alternativa es que una tenga una fuente de alimentacion
instalada y la otra tiene un relleno de fuente de alimentacion instalado.

2. Sise leindica que devuelva la fuente de alimentacién de intercambio en caliente antigua, siga todas las
instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente

Utilice esta informacién para instalar una fuente de alimentacion de intercambio en caliente.

Acerca de esta tarea

Lo siguiente describe la informacion que debe tener en cuenta al instalar una fuente de alimentacion:

¢ De manera predeterminada, el servidor se envia con una sola fuente de alimentacion. En este caso, la
fuente de alimentacién no es de intercambio en caliente, por lo que antes de quitarla debe apagar el
servidor. Para admitir el modo de redundancia o intercambio en caliente, instale una fuente de
alimentacién de intercambio en caliente adicional.

e Siesta sustituyendo la fuente de alimentacion existente por una nueva fuente de alimentacion:

— Utilice Lenovo Capacity Planner para calcular la capacidad de alimentacion requerida para la que esta
configurado su servidor. Hay mas informacion disponible sobre Lenovo Capacity Planner en:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp
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— Asegurese de que los dispositivos que esta instalando sean compatibles. Para obtener una lista de
dispositivos opcionales compatibles para el servidor, vaya a:
https://serverproven.lenovo.com/

— Fije la etiqueta de informacion de alimentacion que se incluye con esta opcion sobre la etiqueta
existente cerca de la fuente de alimentacion.
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Figura 81. Etiqueta de unidad de fuente de alimentacion de ejemplo en la cubierta superior
Informacién de seguridad para las fuentes de alimentacién de CA

S035

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacion, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacién estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

S001
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&PELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, telefénicos y de comunicaciones es peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

e Conecte todos los cables de alimentacion a una toma de corriente/fuente de alimentacién con
puesta a tierra y correctamente cableada.

¢ Conecte el equipo que se acoplara a este producto a tomas de corriente/fuentes de alimentacion
debidamente cableadas.

¢ Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y dano en la estructura.

¢ El dispositivo puede tener mas de un cable de alimentacién, para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, aseglirese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

Informacién de seguridad para las fuentes de alimentaciéon de CC

PRECAUCION:

La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en China continental. La
fuente de alimentacién con entrada CC de 240 V no admite la funciéon de conexién en caliente del
cable de alimentacion. Antes de retirar la fuente de alimentacién con la entrada CC, apague el
servidor o desconecte las fuentes de alimentacion de CC en el panel del disyuntor o apagando la
fuente de alimentacidn. Luego, saque el cable de alimentacion.

AV

TEEFUANRES T, 5 RPN 8740 BEA SR REIR I BB, 1 55 0 A B 8 LIRERIEAT R, e A T g
SEORHEBIABRBIRE R FERPIITRIER S S ar il siiir, A TR IEHE,

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR
EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the
equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment
will not be covered by the manufacturers’ warranty.

N

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacion, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.

S035
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NS

PRECAUCION:

El botén de control de alimentacion que se encuentra en el dispositivo no apaga la corriente eléctrica
que este recibe. El dispositivo también puede tener mas de una conexidén a corriente continua. Para
quitar la corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de que todas las conexiones a la corriente
continua estén desconectadas en los terminales de entrada de CC.

S029

[ X )

APELIGRO

Para la fuente de alimentacion de -48 V CC, la corriente eléctrica de los cables de alimentacion es
peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

¢ Para conectar o desconectar los cables de alimentacion de -48 V CC cuando necesite extraer/
instalar unidades de fuente de alimentacion de redundancia.

Para conectar: Para desconectar:

1. Apague todas las fuentes de alimentacién de CCy 1. Desconecte o apague las fuentes de alimentacién de
los equipos sujetos que se conectaran a este CC sujetas (en el panel disyuntor) antes de extraer
producto. las unidades de fuente de alimentacion.

2. Instale las unidades de fuente de alimentacién en el 2. Quite los cables de CC sujetos y asegurese de que €l
alojamiento del sistema. terminal de cables de alimentacion esté aislado.

3. Conecte los cables de alimentacién de CC al 3. Desconecte las unidades de fuente de alimentacion
producto. del alojamiento del sistema.

¢ Asegure la correcta polaridad de las conexiones
de CC -48: RTN es + y -Vin (tipico 48 V) CC es -.
La conexidn a tierra debe estar muy bien
conectada.

4. Conecte los cables de alimentacién de CC a las
fuentes de alimentacion sujetas.

5. Encienda todas las fuentes de alimentacién.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.
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Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la fuente de alimentacién de intercambio en
caliente con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque
la fuente de alimentacion de intercambio en caliente de la bolsa y coléquela en una superficie
antiestatica.

Paso 2. De existir un relleno de fuente de alimentacion instalado, quitelo.

Figura 82. Extraccion de relleno de fuente de alimentacion de intercambio en caliente

Paso 3. Deslice la nueva fuente de alimentacién de intercambio en caliente en la bahia de unidad hasta que
encaje en su posicion.

Figura 83. Instalacion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente

Paso 4. Conecte la unidad de fuente de alimentacién a una toma de alimentacion eléctrica correctamente
conectada a tierra.

e Para unidades de fuente de alimentacién de 240 V CC:
1. Apague el servidor.

2. Conecte un extremo del cable de alimentacién al conector de alimentacion de la unidad de
la fuente de alimentacion.

3. Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma de alimentacién eléctrica
correctamente conectada a tierra.

e Para unidades de fuente de alimentacion de CA:
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1. Conecte un extremo del cable de alimentacion al conector de alimentacion de la unidad de
la fuente de alimentacion.

2. Conecte el otro extremo del cable de alimentacidén a una toma de alimentacion eléctrica
correctamente conectada a tierra.

¢ Para unidades de fuente de alimentacion de -48 V CC:

1. Utilice un destornillador plano para aflojar los 3 tornillos prisioneros en el bloque de
terminales de la fuente de alimentacion.

2. Compruebe la etiqueta de tipo de unidad del bloque de fuente de alimentacién y de cada
cable de alimentacion.

Tipo Bloque de terminal de PSU Cable de alimentacién
Entrada .
-Vin -Vin
Conexion a tierra
@
Entrada
RTN RTN

3. Coloque el lado de la ranura de cada patilla del cable de alimentacidn hacia arriba y, a
continuacion, conecte las patillas a los orificios correspondientes del bloque de
alimentacién. Utilice la tabla anterior para obtener guia para asegurarse de que las patillas
encuentren las ranuras correctas.

4. Apriete los tornillos prisioneros en el bloque de alimentacién. Asegurese de que los tornillos
y las patillas del cable estén asegurados en su lugar y de que no se muestran piezas de
metal pelado.

5. Conecte el otro extremo de los cables de alimentacidn a una toma de alimentacion eléctrica
correctamente conectada a tierra. Asegurese de que los extremos de los cables busquen
las tomas de corriente correctas.

Después de finalizar

1. Si ha ajustado el CMA para poder acceder a la bahia de la fuente de alimentacion, vuelva a ajustar CMA
correctamente en su posicion.

2. Si el servidor esta apagado, enciéndalo. Asegurese de que tanto el LED de alimentacion de entrada
como el LED de alimentacion de salida en la fuente de alimentacién de CA de la fuente de alimentacién
estén iluminados, lo que indica que la fuente de alimentacion funciona correctamente.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del adaptador HBA/RAID CFF interno

Utilice esta informaciodn para quitar e instalar el adaptador HBA/RAID CFF interno.

Extraccion del adaptador HBA/RAID CFF interno

Utilice esta informacién para quitar el adaptador HBA/RAID CFF interno.

Acerca de esta tarea
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https://www.youtube.com/watch?v=-7k22pxXmok

Atencion:
¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.
Paso 2. Quite todos los componentes que puedan impedir el acceso al adaptador HBA/RAID CFF interno.
Paso 3. Desconecte todos los cables del adaptador HBA/RAID CFF interno.
a. Presione la pestana de liberacion para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Nota: Sino libera la pestafia antes de retirar los cables, los zdcalos de los cable de la placa
del sistema resultaran dafados Cualquier dafio a los zécalos de los cables podria requerir la

sustitucion de la placa del sistema.

Figura 84. Desconexion de cables
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Paso 4. Levante la patilla de liberacién, deslice ligeramente el adaptador HBA/RAID CFF interno como se
indica y luego levante el chasis con cuidado.

Figura 85. Extraccion del adaptador HBA/RAID CFF interno

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el adaptador HBA/RAID CFF interno antiguo, siga todas las instrucciones de
embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion del adaptador HBA/RAID CFF interno

Utilice esta informacién para instalar el adaptador HBA/RAID CFF interno.

Acerca de esta tarea

Atencién:
¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el adaptador HBA/RAID CFF interno con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el adaptador
HBA/RAID CFF interno de la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Alinee las muescas de la bandeja con las patillas del chasis, coloque el adaptador HBA/RAID CFF
interno y deslicelo levemente, como se muestra, para asegurarlo en el chasis.

Figura 86. Instalacion del adaptador HBA/RAID CFF interno

Paso 3. Conecte los cables al adaptador RAID interno. Consulte “Adaptador HBA/RAID CFF” en la pagina
59.

Después de finalizar

1. Actualice el firmware del adaptador y del sistema a la versidon mas reciente para admitir mejor la
configuracion actual. Para obtener mas detalles, consulte “Actualizaciones de firmware” en la pagina 13.

2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Sustitucion de conmutador de intrusion
Utilice esta informacién para quitar e instalar un conmutador de intrusion.

El conmutador de intrusién le informa que la cubierta del servidor no esta instalada correctamente o que esta
cerrada creando un suceso en el registro de sucesos del sistema (SEL).

Extraccion de un conmutador de intrusion

Utilice esta informacidn para quitar un conmutador de intrusién.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.
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Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Desconecte el cable del conmutador de intrusion de la placa del sistema. Para conocer la
ubicacion del conector del conmutador de intrusion e informacion sobre la disposicion de los
cables, consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 47 y “Conmutador de
intrusién” en la pagina 63.

Paso 3. Deslice el interruptor de intrusién como se indica para quitarlo.

Figura 87. Extraccion del conmutador de intrusion

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el conmutador de intrusion anterior, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Instalacion de un conmutador de intrusion

Utilice esta informacion para instalar un conmutador de intrusion.

Acerca de esta tarea

Atencién:
¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene el conmutador de intrusién con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el conmutador de
intrusion de la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Inserte el conmutador de intrusién y empujelo hacia la direccidon que se muestra hasta que esté
correctamente asentado.

Figura 88. Instalacion del conmutador de intrusion

Paso 3. Conecte el cable del conmutador de intrusién al conector correspondiente en la placa del sistema.
Consulte “Conmutador de intrusion” en la pagina 63.

Después de finalizar

Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 244.

Sustitucion de médulo de memoria

Utilice esta informacién para quitar e instalar un médulo de memoria.

Extraccion de un modulo de memoria

Utilice esta informacién para eliminar un médulo de memoria.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacidn” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ | os médulos de memoria son sensibles a la descarga estatica y requieren una manipulacién especial.
Consulte las directrices estandar para “Manipulacion de dispositivos sensibles a la electricidad estatica”
en la pagina 92.

— Siempre use una mufiequera antiestatica al quitar o instalar los médulos de memoria. También se
pueden utilizar guantes antiestatica.

— Nunca sostenga dos o0 mas médulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los
modulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.

— Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los médulos de memoria ni permita que
estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los médulos de memoria.

— Maneje con cuidado los mdédulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un médulo de memoria.
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— No utilice herramientas metalicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los médulos de memoria,
ya que los metales rigidos pueden danar los médulos de memoria.

— No inserte los médulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo
que puede provocar grietas en los paquetes o la separacion de componentes pasivos por la fuerza de
insercion alta.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Si su servidor viene con un deflector de aire, extraigalo. Consulte “Extraccion del deflector de aire”
en la pagina 116.

Paso 3. Quite el médulo de memoria de la ranura.

mm

Figura 89. Extraccion del médulo de memoria

a. (1 Abra el clip de sujecién de cada uno de los extremos de la ranura de médulo de memoria.

Atencidn: Para evitar que los clips de sujecién se rompan o que las ranuras del médulo de
memoria resulten dafiadas, manipule los clips con cuidado.

b. 9 Tome el médulo de memoria desde ambos extremos y levantelo con cuidado para quitarlo
de la ranura.

Después de finalizar

1. Instale un médulo de memoria de relleno o un nuevo médulo de memoria para cubrir la ranura. Consulte
“Instalacion de un médulo de memoria” en la pagina 175.

2. Si se le indica que devuelva el médulo de memoria sustituido, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion
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Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un modulo de memoria

Utilice esta informacién para instalar un médulo de memoria.

Acerca de esta tarea

Consulte “Orden de instalacién del médulo de memoria” en la Guia de configuracion para obtener
informacion detallada sobre la preparacion y configuraciéon de la memoria.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Los médulos de memoria son sensibles a la descarga estatica y requieren una manipulacion especial.
Consulte las directrices estandar para “Manipulacion de dispositivos sensibles a la electricidad estatica”
en la pagina 92:

Siempre use una munequera antiestatica al quitar o instalar los médulos de memoria. También se
pueden utilizar guantes antiestética.

Nunca sostenga dos o0 mas médulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los
modulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.

Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los médulos de memoria ni permita que
estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los médulos de memoria.

Maneje con cuidado los médulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un médulo de memoria.

No utilice herramientas metalicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los médulos de memoria,
ya que los metales rigidos pueden danar los médulos de memoria.

No inserte los médulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo
que puede provocar grietas en los paquetes o la separacién de componentes pasivos por la fuerza de
insercion alta.

Procedimiento
Paso 1. Ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene el mdédulo de memoria con cualquier

superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el médulo de memoria
de la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.

Paso 2. Localice la ranura de médulo de memoria requerida en la placa del sistema.

Nota: Asegurese de que se observan las normas y la secuencia de instalacion en “Reglas y orden
de instalacion de un médulo de memoria” en la pagina 93.
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Paso 3. Instale el médulo de memoria en la ranura.

Figura 90. Instalacion de un mddulo de memoria

a. 0 Abra el clip de sujecién de cada uno de los extremos de la ranura de modulo de memoria.

Atencidn: Para evitar que los clips de sujecién se rompan o que las ranuras del médulo de
memoria resulten dafados, abray cierre los clips con cuidado.

b. (2] Alinee el médulo de memoria con la ranura y luego coloque suavemente el médulo de
memoria en la ranura con ambas manos.

C. e Presione firmemente ambos extremos del mdédulo de memoria hacia abajo en la ranura
hasta que los clips de sujecidn encajen en la posicion de bloqueo.

Nota: Si queda un espacio entre el médulo de memoria y los clips de sujecidn, este no se ha
insertado correctamente. En este caso, abra los clips de sujecion, quite el médulo de memoria
y, a continuacioén, vuelva a insertarlo.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucién de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2

Utilice esta informacién para quitar e instalar la placa posterior de M.2 y la unidad M.2 (una placa posterior
de M.2 y una unidad M.2 montadas, también conocido como mdédulo M.2).
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https://www.youtube.com/watch?v=zlLKZ6nJ390

Extraccion de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2

Utilice esta informacién para quitar la placa posterior M.2 y la unidad M.2.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacidn” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una muiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.
Paso 2. Quite la unidad M.2 de la placa posterior M.2.

Nota: La placa posterior M.2 que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes,
pero el método de extraccién es el mismo.

Figura 91. Quitar la unidad M.2

a. o Presione ambos lados del elemento de sujecion A.

b. 9 Deslice el elemento de sujecién hacia atras para soltar la unidad M.2 de la placa posterior
M.2.

C. 9 Gire la unidad M.2 y separela de la placa posterior de M.2.

d. oTire de la unidad M.2 en un angulo de aproximadamente 30 grados hacia fuera del conector
H.
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Paso 3. Quite el médulo M.2 de célculo del chasis.

Figura 92. Extraccion del mddulo M.2

a. o Suelte el torillo.

b. 9 Libere la placa posterior M.2 de la patilla y levante con cuidado la placa posterior M.2 del
chasis.

Paso 4. Desconecte todos los cables M.2 de la placa del sistema.
a. Presione la pestafa de liberacién para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.
Nota: Sino libera la pestafa antes de retirar los cables, los zécalos de los cable de la placa

del sistema resultaran danados Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la
sustitucion de la placa del sistema.

Figura 93. Desconexidn de los cables M.2

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva la placa posterior M.2 o la unidad M.2 antigua, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=xcW3EM6n0-w

Ajuste del elemento de sujecion de la placa posterior de M.2

Utilice esta informacidn para ajustar el elemento de sujecion en la placa posterior de M.2.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacidn” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una muiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Nota: La placa posterior de M.2 que desea ajustar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero
el método de ajuste es el mismo.

Figura 94. Ajuste del elemento de sujecion M.2

Paso 1. 0 Presione ambos lados de los elementos de sujecion.

Paso 2. 9 Mueva el elemento de sujecién hacia delante, hasta que entre en la abertura grande de la
cerradura.

Paso 3. e Saque el elemento de sujecion de la cerradura.

Paso 4. 0 Inserte el elemento de sujecion en la cerradura correcta en la que se debe instalar el elemento
de sujecién para acomodar el tamafo particular de la unidad M.2 que desea instalar.

Paso 5. 6 Presione ambos lados del elemento de sujecion.

Paso 6. e Deslice el elemento de sujecion hacia atras hasta que encaje en su posicion.

Instalacion de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2

Utilice esta informacion para instalar la placa posterior M.2 y la unidad M.2.

Acerca de esta tarea

Atencion:

Capitulo 4. Procedimientos de sustitucién del hardware 179



¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la placa posterior M.2 y la unidad M.2 con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la placa
posterior M.2 y la unidad M.2 de la bolsa y coléquelas en una superficie antiestatica.

Notas:

¢ El mdédulo de placa posterior M.2 se envia con un tornillo suelto, pero el tornillo no se utiliza
necesariamente para la instalacion.

e |aplaca posterior M.2 que desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones,
pero el método de instalacién es el mismo.

Paso 2. Ajuste el elemento de sujecion de la placa posterior M.2 para acomodar el tamafio particular de la
unidad M.2 que desea instalar. Consulte “Ajuste del elemento de sujecion de la placa posterior de
M.2” en la pagina 179.

Paso 3. Ubique la ranura de unidad M.2 en la placa posterior de M.2.

Nota: Para algunas placas posteriores M.2 que admiten dos unidades M.2 idénticas, instale
primero la unidad M.2 en la ranura 0.

Ranura 0
H Ranura 1

Figura 95. Ranura de unidad M.2
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Paso 4.

Paso 5.

Paso 6.

Instale la placa posterior de M.2 en el chasis.

Figura 96. Instalacion de la placa posterior M.2
a. o Alinee la muesca de la placa posterior M.2 con la patilla en el chasis y luego coloque la
placa posterior M.2.

b. (2] Apriete el tornillo para fijar la placa posterior M.2.

Instale la unidad M.2 en la placa posterior de M.2.

Figura 97. Instalacion de la unidad M.2

a. (1) Inserte la unidad M.2 en un angulo de aproximadamente 30 grados en el conector.

b. e Gire la unidad M.2 hacia abajo hasta que la muesca H han quedado debajo del borde del
elemento de sujecion A.

C. 6 Deslice el elemento de sujecion hacia delante (hacia el conector) para fijar la unidad M.2 en
su lugar.

Conecte los cables a la placa posterior M.2 y a la placa del sistema. Consulte “Placa posterior de la
unidad M.2” en la pagina 66.
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Después de finalizar
1. Complete la sustituciéon de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.
2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID. Para obtener mas informacion,
consulte:
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del adaptador Ethernet OCP 3.0

Utilice esta informacioén para quitar e instalar el adaptador Ethernet OCP 3.0.

Nota: El adaptador Ethernet OCP 3.0 solo esta disponible en algunos modelos.

Extraccion del adaptador Ethernet OCP 3.0

Utilice esta informacidn para quitar el adaptador Ethernet OCP 3.0.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Figura 98. Extraccion del adaptador Ethernet OCP 3.0

Paso 1. 0 Suelte el tornillo de mano que fija el adaptador.

Paso 2. 9 Tire del adaptador Ethernet OCP 3.0 por su asa en la parte izquierda, tal como se muestra.
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https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
https://www.youtube.com/watch?v=772we7oZY6M

Después de finalizar

Instale un nuevo adaptador Ethernet OCP 3.0 o un relleno de tarjeta. Consulte “Instalacién del adaptador de
Ethernet OCP 3.0” en la pagina 183.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del adaptador de Ethernet OCP 3.0

Utilice esta informacién para instalar el adaptador Ethernet OCP 3.0.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacidn” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

e Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el adaptador Ethernet OCP 3.0 con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el adaptador
Ethernet OCP 3.0 de la bolsa y coloquelo en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Instalacion del adaptador de Ethernet OCP 3.0.

Nota: Asegurese de que el adaptador Ethernet esté completamente colocado y de que el tornillo
de mano esté ajustado firmemente. De lo contrario, el adaptador Ethernet OCP 3.0 no estara
totalmente conectado y puede no funcionar.

Figura 99. Instalacion del adaptador de Ethernet OCP 3.0

a. o Empuje el adaptador Ethernet OCP 3.0 por su asa en la parte izquierda hasta que esté
completamente insertado en el conector de la placa del sistema.

b. 9 Apriete completamente el tornillo de mano para fijar el adaptador.

Notas:

Ehaa lanenl;

Figura 100. Adaptador Ethernet OCP 3.0 (dos Figura 101. Adaptador Ethernet OCP 3.0 (cuatro
conectores, vista desde la parte posterior) conectores, vista desde la parte posterior)

e El adaptador Ethernet 3.0 OCP proporciona dos o cuatro conectores Ethernet adicionales para
las conexiones de red.

¢ De manera predeterminada, el conector Ethernet 1 (el primer puerto que comienza desde la
izquierda en la vista posterior del servidor) del adaptador Ethernet OCP 3.0 también puede
funcionar como un conector de gestion utilizando la capacidad de gestién compartida. Si el
conector de gestién compartido falla, el trafico puede cambiar automaticamente a otro conector
en el adaptador.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

184 Manual de mantenimiento de ThinkSystem SR630 V2


https://www.youtube.com/watch?v=i5EXr9jtn08

Sustitucion del adaptador PCle

Utilice esta informacién para quitar e instalar el adaptador PCle.

El adaptador PCle puede ser un adaptador Ethernet, un adaptador de host bus (HBA), un adaptador RAID
PCle, un adaptador de interposicion PCle, una unidad de estado sélido PCle, una GPU PCle y cualquier otro
adaptador PCle admitido.

Notas:

e En funcidén del tipo especifico, el aspecto del adaptador PCle puede ser diferente de las ilustraciones de
este tema.

e Utilice la documentacion que viene con el adaptador PCle y siga esas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

Extraccion de un adaptador PCle

Utilice esta informacién para quitar un adaptador PCle.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una muiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Quite el conjunto de expansién. Consulte “Extraccién de una tarjeta de expansion” en la pagina
217.

Paso 3. Quite el adaptador PCle del conjunto de expansion.
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Figura 102. Extraccidon de un adaptador PCle del conjunto de expansion LP-FH

a. (1 Gire el pestillo de la abrazadera de expansion a la posicion abierta.

b. 9 Sujete el adaptador PCle por los extremos y tire suavemente de él hacia fuera de la ranura
del adaptador PCle en la tarjeta de expansion.

Nota: El procedimiento para extraer un adaptador PCle es similar para los distintos tipos de
conjunto de expansioén. En este tema, se utiliza como ejemplo el conjunto de expansion LP-FH.

Después de finalizar

1. Instale un adaptador PCle o un relleno de adaptador PCle. Consulte “Instalacion de un adaptador PCle”
en la pagina 186

2. Sise le indica que devuelva el adaptador PCle antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un adaptador PCle
Utilice esta informacidn para instalar un adaptador PCle.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento
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https://www.youtube.com/watch?v=R6k-XqqqVmQ

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el adaptador PCle con cualquier superficie
no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque el adaptador PCle nuevo de la
bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.

Ubique la ranura de PCle correcta para el adaptador PCle. Para obtener mas informacion sobre las
ranuras y adaptadores PCle admitidos, consulte “Vista posterior” en la pagina 41.

Instale el adaptador PCle y asegurelo en el conjunto de expansion.

Figura 103. Instalacion del adaptador PCle en el conjunto de expansion LP-FH

a. 0 Alinee el adaptador PCle con la ranura de PCle en la tarjeta de expansién. A continuacion,
presione con cuidado el adaptador PCle directamente en la ranura hasta que esté colocada
firmemente y la abrazadera también esté asegurada.

b. (2] Gire el pestillo del soporte de expansion a la posicidn de cierre.

Notas:

1. Asegurese de que la instalacion del adaptador PCle cumpla con “Reglas técnicas para
adaptadores PCle” en la pagina 108.

2. El procedimiento para instalar un adaptador PCle es similar para los distintos tipos de
conjunto de expansién. En este tema, se utiliza como ejemplo el conjunto de expansién LP-
FH.

Conecte los cables al adaptador PCle en el conjunto de expansion. Consulte Capitulo 3
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 57.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar el conjunto de expansion. Consulte “Instalacion de una tarjeta de expansion” en la
pagina 219.

2. Actualice el firmware del adaptador y del sistema a la version mas reciente para admitir mejor la
configuracion actual. Para obtener mas detalles, consulte “Actualizaciones de firmware” en la pagina 13.

3. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Sustitucion de procesador y disipador de calor
Use esta informacion para quitar e instalar un procesador y un disipador de calor.

Atencidn: Antes de volver a utilizar un procesador o un disipador de calor, asegurese de utilizar una toallita
de limpieza con alcohol y grasa térmica aprobada por Lenovo.

Extraccion de procesadores y disipadores de calor

Esta tarea tiene instrucciones para quitar un procesador y un disipador de calor montados juntos, lo que se
conoce como un modulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere una llave Torx T30.
Este procedimiento debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

S002

NS

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacién no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, aseglirese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

¢ Si el servidor estd en un bastidor, extraigalo del bastidor.

e (Cada zécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar o instalar un PHM, proteja
los zécalos vacios del procesador con una cubierta.

¢ No toque los zdcalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zécalo del procesador son muy
fragiles y faciles de dafar. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la
grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

¢ No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafos en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafar los componentes, como los empalmes eléctricos del zdcalo del
procesador.

e Extraiga e instale solo un PHM a la vez. Si la placa del sistema admite varios procesadores, instale los
PHM comenzando desde el primer zécalo de procesador.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de
los que se muestran en las ilustraciones.
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En la ilustracion siguiente se muestran los componentes del PHM.

Figura 104. Componentes de PHM

Referencia de ilustracion Referencia de ilustracién

Disipador de calor Kl Clips para fijar el procesador en el transportador
H Marca triangular del disipador de calor 1 Marca triangular del transportador

H Etiqueta de identificacion del procesador Asa de expulsion del procesador

I Tuerca y elemento de sujecién de la barra Deflector de calor del procesador

H Tuerca Torx T30 Grasa térmica

I Barra antinclinacién Contactos del procesador

Transportador del procesador Marca triangular del procesador

H Clips para fijar el transportador al disipador de calor

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
a. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Si el procesador viene con un disipador de calor en forma de T, suelte completamente los dos
tornillos del disipador de calor como se indica.
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Figura 105. Suelte de los tornillos del disipador de calor en forma de T

Paso 3. Quite el PHM de la placa del sistema.

Figura 106. Extraccion de un PHM

a. 0 Afloje completamente las tuercas Torx T30 en el PHM en la secuencia de extraccion que se
muestra en la etiqueta del disipador de calor.

b. 9 Gire las barras antinclinacion hacia dentro.

C. 9 Levante con cuidado el PHM del zécalo del procesador. Si el PHM no se puede levantar
para quitarlo completamente del zécalo, afloje mas las tuercas Torx T30 e intente levantar de
nuevo el PHM.

Notas:

¢ No toque los contactos en la parte inferior del procesador.
¢ Mantenga el zécalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles dafios.
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Después de finalizar

e (Cada zé6calo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Proteja los zdcalos vacios del
procesador con una cubierta o instale un PHM nuevo.

e Sino va a volver a instalar un PHM, cubra el zécalo del procesador con la cubierta de zécalo e instale un
relleno de PHM.

¢ Sjva a extraer el PHM como parte de la sustituciéon de una placa del sistema, deje a un lado el PHM.

¢ Sidesea reutilizar el procesador o el disipador de calor, separe el procesador de su elemento de sujecion.
Consulte “Separacién del procesador del transportador y del disipador de calor” en la pagina 191

¢ Sise le indica que devuelva el componente con errores, embale la pieza para prevenir dafios durante el
envio. Reutilice el embalaje en el que llegd la nueva pieza y siga todas las instrucciones de embalaje.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Separacion del procesador del transportador y del disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para separar un procesador y su transportador de un procesador y disipador
de calor montados juntos, denominado médulo de procesador y disipador de calor. Este procedimiento
debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador,
como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

¢ No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafos en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafiar los componentes, como los empalmes eléctricos del zécalo del
procesador.
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Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema puede variar de los
indicados en las ilustraciones.

Procedimiento
Paso 1. Separe el procesador del disipador de calor y del transportador.

Figura 107. Separacion de un procesador del disipador de calor y del transportador

Nota: No toque los contactos del procesador.
a. 0 Levante el asa para liberar el procesador del transportador.

b. 9 Sostenga el procesador por los bordes y, luego, levante el procesador del disipador de
calor y del transportador.

C. 0 Sin bajar el procesador, limpie la grasa térmica de la parte superior del procesador con una
almohadilla limpiadora con alcohol y, luego, ponga el procesador en una superficie
antiestatica con el lado del contacto del procesador hacia arriba.

Paso 2. Separe el transportador del procesador del disipador de calor.

Figura 108. Separacién de un transportador de procesador del disipador de calor

Nota: El transportador del procesador se descartara y se sustituira por uno nuevo.

a. o Suelte los clips de sujecion del disipador de calor.
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b. 9 Levante el transportador del disipador de calor.

C. 9 Limpie la grasa térmica de la parte inferior del disipador de calor con una almohadilla
limpiadora con alcohol.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente con errores, embale la pieza para prevenir dafios durante el
envio. Reutilice el embalaje en el que llegd la nueva pieza y siga todas las instrucciones de embalaje.

Instalacion de un procesador y disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para instalar un procesador y un disipador de calor montados juntos, lo que se
conoce como un modulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere una llave Torx T30.
Este procedimiento debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Cada zécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar o instalar un PHM, proteja
los zécalos vacios del procesador con una cubierta.

No toque los zdcalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zécalo del procesador son muy
fragiles y faciles de dafar. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la
grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafos en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafiar los componentes, como los empalmes eléctricos del zécalo del
procesador.

Extraiga e instale solo un PHM a la vez. Si la placa del sistema admite varios procesadores, instale los
PHM comenzando desde el primer zécalo de procesador.

Para garantizar el mejor rendimiento, verifique la fecha de fabricacién en el nuevo disipador de calor y
asegurese de que no sobrepase los 2 afos. De lo contrario, limpie la grasa térmica existente y aplique la
grasa nueva en ella para lograr un rendimiento térmico éptimo.

Notas:

El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de los
que se muestran en las ilustraciones.

Los PHM estan disefiados de modo que se indica dénde deben instalarse y con qué orientacion.

Para ver una lista de procesadores admitidos con su servidor, consulte https://serverproven.lenovo.com/.
Todos los procesadores de la placa del sistema deben tener la misma velocidad, nimero de nucleos y
frecuencia.

Antes de instalar un nuevo PHM o de sustituir un procesador, actualice el firmware del sistema al nivel
mas reciente. Consulte “Actualizacion del firmware” en la Guia de configuracion de ThinkSystem SR630
V2.
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En la ilustracion siguiente se muestran los componentes del PHM.

Figura 109. Componentes de PHM

Referencia de ilustracion

Referencia de ilustracion

Disipador de calor

Kl Clips para fijar el procesador en el transportador

H Marca triangular del disipador de calor

1 Marca triangular del transportador

H Etiqueta de identificacion del procesador

Asa de expulsién del procesador

A Tuerca y elemento de sujecion de la barra

I Deflector de calor del procesador

H Tuerca Torx T30

FHl Grasa térmica

A Barra antinclinaciéon

A Contactos del procesador

Transportador del procesador

FH Marca triangular del procesador

H Clips para fijar el transportador al disipador de calor

Procedimiento

Paso 1. Si desea sustituir un procesador y reutilizar el disipador de calor.

a. Quite la etiqueta de identificacion del procesador del disipador de calor y sustituyala por la
nueva etiqueta que viene con el procesador de sustitucion.

b. Sihay grasa térmica antigua en el disipador de calor, limpiela suavemente de la parte inferior
del disipador de calor con una almohadilla limpiadora con alcohol.

Paso 2. Sidesea sustituir un disipador de calor y reutilizar el procesador.

a. Quite la etiqueta de identificacién del procesador del disipador de calor antiguo y coléquela en
el nuevo disipador de calor en la misma ubicacion. La etiqueta esta en el lateral del disipador
de calor mas cercano a la marca de alineacién triangular.
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Nota: Sino puede retirar la etiqueta y colocarla en el nuevo disipador de calor, o si la etiqueta
se dana durante la transferencia, escriba con marcador permanente el nimero de serie del
procesador de la etiqueta de identificacién del procesador en el nuevo disipador de calor en el
mismo lugar en el que se ubicaria la etiqueta.

Instale el procesador en un nuevo transportador.

Nota: Los disipadores de calor de sustitucion vienen con transportadores de procesador gris
y negro. Asegurese de usar el transportador del mismo color que el que descarto
anteriormente.

Figura 110. Instalacion de un transportador de procesador

1. 0 Asegurese de que el asa del transportador esté en la posicién cerrada.

2. 9 Alinee el procesador en el nuevo transportador, de modo que las marcas triangulares
se alineen. Luego, inserte el extremo marcado del procesador en el transportador.

3. 9 Sostenga el extremo insertado del procesador en su posicion y gire el extremo no
marcado del procesador hacia abajo y hacia fuera del procesador.

4. 0 Presione el procesador y fije el extremo no marcado debajo del clip del transportador.
5. 6 Gire con cuidado los lados del transportador hacia abajo y hacia fuera del procesador.

6. 6 Presione el procesador y fije los lados debajo de los clips del transportador.

Nota: Para evitar que el procesador caiga del transportador, sosténgalo con el lado del
contacto del procesador hacia arriba y sostenga el conjunto procesador-transportador
por los laterales del transportador.

Paso 3. Aplique grasa térmica.

a.

Coloque cuidadosamente el procesador y el transportador en la bandeja de envio con el lado
del contacto del procesador hacia abajo. Asegurese de que la marca triangular del
transportador esté alineada con la marca triangular de la bandeja de envio.

Si hay grasa térmica antigua en el procesador, limpie suavemente la parte superior del
procesador con una almohadilla limpiadora con alcohol.
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Nota: Asegurese de que el alcohol se haya evaporado por completo antes de aplicar la grasa
térmica nueva.

c. Aplique la grasa térmica a la parte superior del procesador con la jeringuilla formando cuatro
puntos espaciados uniformemente, cada uno de aproximadamente 0,1 ml de grasa térmica.
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Figura 111. Aplicacion de grasa térmica con el procesador en la bandeja de envio

Paso 4. Ensamble el procesador y el disipador de calor.

Figura 112. Ensamblaje del PHM con el procesador en la bandeja de envio

a. Alinee la marca triangular en la etiqueta del disipador de calor con la marca triangular en el
transportador del procesador y el procesador.

b. Instale el disipador de calor en el procesador-transportador.

c. Presione el transportador en su posicidén hasta que los clips en las cuatro esquinas se
enganchen.

Paso 5. Instale el médulo de procesador-disipador de calor en el zécalo de la placa del sistema.
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Paso 6.

Figura 113. Instalacion de un PHM

a. 0 Gire las barras antinclinacion hacia dentro.

b. (2 Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del PHM con la marca triangular y
los postes roscados del zécalo del procesador. Luego, inserte el PHM en el zécalo del
procesador.

c. © Gire las barras antinclinacion hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del
zécalo.

d. o Apriete completamente las tuercas Torx T30 en la secuencia de instalacion que se muestra
en la etiqueta del disipador de calor. Apriete los tornillos hasta que se detengan; luego
inspeccidnelo visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del tornillo
debajo del disipador de calor y el zécalo del procesador. (Como referencia, el valor de apriete
requerido para que los pasadores se aprieten completamente es de 1,1 newton-metros,

10 pulgadas-libra).

Si el procesador viene con un disipador de calor en forma de T, ajuste completamente los dos
tornillos del disipador de calor como se indica. (Como referencia, el valor de apriete requerido para
que los pasadores se aprieten completamente es de 1,1 newton-metros, 10 pulgadas-libra).
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Figura 114. Apriete de los tornillos del disipador de calor en forma de T
Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de pestillos del bastidor

Utilice esta informacién para quitar e instalar los pestillos del bastidor.

Extraccion de los pestillos del bastidor

Utilice esta informacidn para quitar los pestillos del bastidor.

Acerca de esta tarea

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento

Paso 1. Si el servidor esta instalado con el marco biselado de seguridad, quitelo en primer lugar. Consulte
“Extraccion del marco biselado de seguridad” en la pagina 221.

Paso 2. Use un destornillador de punta plana para quitar la placa de etiqueta de ID del pestillo del bastidor
derecho y coléquelo en un lugar seguro.
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Figura 115. Extraccion de la placa de etiqueta de ID

Paso 3. Quite los dos tornillos que fijan al pestillo del bastidor en cada lado del servidor.

()

s

Figura 116. Extraccion de los tornillos del pestillo del bastidor
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Paso 4. Quite del chasis los dos tornillos que fijan al pestillo del bastidor en cada lado del servidor, como
se muestra.

Figura 117. Extraccidn del pestillo del bastidor

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva los pestillos de bastidor anterior, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de los pestillos del bastidor
Utilice esta informacién para instalar los pestillos del bastidor.
Acerca de esta tarea

Atenciodn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene los pestillos del bastidor con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque los pestillos del
bastidor del envase y coléquelos en una superficie antiestatica.
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Paso 2. En cada lado del servidor, alinee el pestillo del bastidor con la patilla del chasis. A continuacion,
presione el pestillo del bastidor sobre el chasis y deslicelo suavemente hacia delante, como se
muestra.

Figura 118. Instalacion del pestillo del bastidor

Paso 3. Instale los dos tornillos para asegurar el pestillo del bastidor en cada lado del servidor.

()

o

Figura 119. Instalacion de tornillos del pestillo del bastidor

Después de finalizar
1. Instale la placa de etiqueta de ID en el pestillo de bastidor derecho, como se muestra.
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Figura 120. Instalacion de la placa de etiqueta de ID
2. Complete la sustitucidn de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del médulo de alimentacion RAID flash
El médulo de alimentacién flash RAID protege la memoria caché en el adaptador RAID instalado. Puede

comprar un médulo de alimentacién flash RAID de Lenovo. Utilice esta informacion para extraer e instalar el
modulo de alimentacion flash RAID.

Para ver una lista de opciones admitidas, consulte:
https://serverproven.lenovo.com/

Los supercondensadores RAID se pueden instalar en el chasis, en el deflector de aire o en una ranura de
expansion.
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Ubicaciones de la ranura del médulo de alimentacion flash RAID

[ ]

L]

Referencia | Ubicacion Escenario

de

ilustracion

1] Supercondensador en el chasis Chasis de 2,5” instalado con un disipador de calor
estandar o de rendimiento

A Supercondensadores en el deflector de aire Chasis de 2,5” 0 3,5” instalado con un disipador
de calor estandar

H Supercondensadores en la ranura de expansién 1 | Chasis de 3,5” instalado con un disipador de calor
de rendimiento

Extraccion del modulo de alimentacion flash RAID en el chasis

Utilice esta informacion para quitar el médulo de alimentacion flash RAID en el chasis.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

e Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Desconecte el cable del médulo de alimentacion flash RAID.
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a. Presione la pestafa de liberacion para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Nota: Sino libera la pestafa antes de retirar los cables, los z6calos de los cable de la placa
del sistema resultaran dafiados Cualquier dafio a los zdcalos de los cables podria requerir la

sustitucion de la placa del sistema.

Figura 121. Desconexion de los cables del mddulo de alimentacion flash RAID

Paso 3. Quite el médulo de alimentacion flash RAID en el chasis.

Figura 122. Extraccion del mddulo de alimentacion flash RAID en el chasis

a. o Abra el clip de sujecion del compartimento del médulo de alimentacién flash RAID.

b. (2 Saque el médulo de alimentacién flash RAID del compartimento.
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Paso 4. Quite el compartimento del médulo de alimentacion flash RAID, si es necesario.
a. o Presione el punto de contacto azul para liberar el pestillo.

b. 9 Deslice el soporte como se representa a continuacioén y levante el soporte para sacarlo del
chasis.

Figura 123. Extraccion del compartimento del mddulo de alimentacion flash RAID

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el médulo de alimentacion flash RAID antiguo, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion del modulo de alimentacion flash RAID en el chasis

Use esta informacion para instalar el médulo de alimentacion flash RAID en el chasis.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el médulo de alimentacién flash RAID con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el médulo
de alimentacion flash RAID del paquete y coléquelo en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Si el servidor incluye una bandeja que cubra el lugar del médulo de alimentacién flash RAID en el
chasis, quitela en primer lugar.

a. 0 Presione el punto de contacto azul para liberar el pestillo.

b. 9 Deslice la bandeja como se representa a continuacion y levante la bandeja para sacarla del
chasis.

Figura 124. Extraccion de la bandeja

Paso 3. Si el servidor no tiene un soporte para el médulo de alimentacion flash RAID en el chasis, instale
uno en primer lugar.

Figura 125. Instalacion del compartimento del mddulo de alimentacion flash RAID
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Paso 4. Instale el médulo de alimentacion flash RAID en el chasis.

Figura 126. Instalacion del mddulo de alimentacion flash RAID en el chasis

a. 0 Abra el clip de sujecion del compartimiento.

b. 9 Coloque el médulo de alimentacion flash RAID en el soporte y presidnelo hasta que se
inserte en el soporte.

Después de finalizar

1. Conecte el médulo supercondensador a un adaptador con el cable de extensién que se proporciona
con el médulo de alimentacién flash. Consulte “Mddulos de alimentacion flash RAID” en la pagina 64.

2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Extraccion de un modulo de alimentacion flash RAID en el deflector de
aire

Use esta informacion para extraer el médulo de alimentacion flash RAID en el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Atencién:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.
Paso 2. Desconecte el cable del médulo de alimentacion flash RAID.
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a. Presione la pestafa de liberacion para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Nota: Sino libera la pestafa antes de retirar los cables, los z6calos de los cable de la placa
del sistema resultaran dafiados Cualquier dafio a los zdcalos de los cables podria requerir la

sustitucion de la placa del sistema.

Figura 127. Desconexion de los cables del mddulo de alimentacion flash RAID

Paso 3. Quite el deflector de aire del chasis. Consulte “Extraccion del deflector de aire” en la pagina 116.

Paso 4. Extraccion de un modulo de alimentacion flash RAID en el deflector de aire.

Figura 128. Extraccion del mddulo de alimentacion flash RAID del deflector de aire

a. (1) Abra el clip de sujecion del compartimento del médulo de alimentacién flash RAID.

b. 9 Saque el médulo de alimentacion flash RAID del compartimento.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el modulo de alimentacién flash RAID antiguo, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Instalacion de un modulo de alimentacion RAID en el deflector de aire

Use esta informacion para instalar el modulo de alimentacion flash RAID en el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacidn” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una muiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el médulo de alimentacién flash RAID con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el médulo
de alimentacion flash RAID del paquete y coléquelo en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instalacién de un médulo de alimentacion RAID en el deflector de aire.

Figura 129. Instalacion del mddulo de alimentacion flash RAID del deflector de aire

a. 0 Abra el clip de sujecién del compartimiento.

b. (2 Coloque el médulo de alimentacion flash RAID en el deflector de aire y presidnelo hasta
que se inserte en el deflector de aire.

Después de finalizar

1. Instale el deflector de aire en el chasis. Consulte “Instalacion del deflector de aire” en la pagina 117.

2. Conecte el médulo de alimentacion flash a un adaptador con el cable de extensidn que se proporciona
con el médulo de alimentacion flash. Consulte “Mddulos de alimentacion flash RAID” en la pagina 64.

3. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Video de demostracion
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Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion del moédulo de alimentacion flash RAID en la expansion

Utilice esta informacioén para quitar el médulo de alimentacién flash RAID en la expansion.

Acerca de esta tarea

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestéticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 241.
Paso 2. Desconecte el cable del modulo de alimentacion flash RAID.
a. Presione la pestafia de liberacién para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.
Nota: Sino libera la pestafia antes de retirar los cables, los zécalos de los cable de la placa

del sistema resultaran dafnados Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la
sustitucion de la placa del sistema.

v

Figura 130. Desconexion de los cables del mddulo de alimentacion flash RAID

Paso 3. Quite el conjunto de expansién. Consulte “Extraccién de una tarjeta de expansion” en la pagina
217.
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Paso 4. Extraccion del médulo de alimentacion flash RAID desde la expansion.

Figura 131. Extraccidon del conjunto de supercondensador RAID de la expansion

d.

(1 Gire el pestillo de la abrazadera de expansion a la posicion abierta.
(2 Extraccién del conjunto de alimentacion flash RAID desde la expansion.
(3 Abra el clip de sujecion del compartimento del médulo de alimentacion flash RAID.

0 Saque el médulo de alimentacién flash RAID del compartimento.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el médulo de alimentacién flash RAID antiguo, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion del médulo de alimentacion flash RAID en la expansion

Use esta informacion para instalar el médulo de alimentacion flash RAID en la tarjeta de expansion.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el médulo de alimentacién flash RAID con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el médulo
de alimentacion flash RAID del paquete y coléquelo en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Instalacién del médulo de alimentacién flash RAID en la expansion.

Figura 132. Instalacion del mddulo de alimentacion flash RAID en la tarjeta de expansion

a. o Abra el clip de sujecidon del compartimiento.

b. 9 Coloque el médulo de alimentacion flash RAID en el soporte y presidnelo hasta que se
inserte en el soporte.

c. © Gire el pestillo de la abrazadera de expansion a la posicion abierta.

d. (4 Alinee el conjunto de alimentacién flash RAID con la ranura en la tarjeta de expansién. A
continuacion, presione con cuidado el conjunto de alimentacion flash RAID directamente en la
ranura hasta que esté colocada firmemente y la abrazadera también esté asegurada.

Después de finalizar

1. Instale el conjunto de expansion en el chasis. Consulte “Instalacién de una tarjeta de expansién” en la
pagina 219.

2. Conecte el médulo de alimentacion flash a un adaptador con el cable de extensidn que se proporciona
con el médulo de alimentacion flash. Consulte “Modulos de alimentacion flash RAID” en la pagina 64.

3. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

Sustitucion del conjunto de unidad trasera
Utilice esta informacién para quitar e instalar el conjunto de la unidad trasera.
Nota: El término “unidad de intercambio en caliente” se refiere a todos los tipos admitidos de unidades de

disco duro de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente y unidades de estado sdlido de intercambio en
caliente.

Extraccion del conjunto de unidad posterior

Utilice esta informacidn para quitar el conjunto de la unidad trasera.

Acerca de esta tarea
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A continuacién se muestra cémo quitar el conjunto de la unidad posterior de 2,5 pulgadas. Puede quitar el
conjunto de la unidad posterior de 7 mm del mismo modo.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Extraiga las unidades o los rellenos de unidad instalados en el compartimiento de unidad posterior.
Consulte “Extraccion de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la pagina
152.

Paso 3. Desconecte los cables del compartimiento de unidad posterior de la placa del sistema o del
adaptador PCle.

a. Presione la pestafa de liberacién para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Nota: Sino libera la pestafa antes de retirar los cables, los zdcalos de los cable de la placa
del sistema resultaran dafiados Cualquier dafio a los zdcalos de los cables podria requerir la

sustitucion de la placa del sistema.

Figura 1383. Desconexion de cables
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Paso 4. Sujete los dos puntos de contacto de color azul y directamente levante el compartimiento de la
unidad posterior y saquelo del chasis.

Figura 134. Extraccion del compartimiento de la unidad posterior

Paso 5. Si se reutiliza la placa posterior trasera, quite la placa posterior trasera. Consulte “Extraccion de la
placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas” en la pagina 127.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el compartimiento de la unidad posterior antiguo, siga todas las instrucciones
del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del conjunto de unidad posterior

Utilice esta informacién para instalar el conjunto de la unidad trasera.

Acerca de esta tarea

A continuacién se muestra cémo instalar el conjunto de la unidad posterior de 2,5 pulgadas. Puede instalar
el conjunto de la unidad posterior de 7 mm del mismo modo.

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.
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Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el compartimiento de la unidad posterior
con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque el
compartimiento de la unidad posterior de la bolsa y coléquelo en una superficie de proteccion
antiestatica.

Paso 2. Mantenga presionada suavemente la pestafia del compartimiento de unidad posterior, como se
muestra y extraiga el deflector de aire del compartimiento de unidad posterior.

Figura 135. Extraccion del deflector de aire

Paso 3. Alinee la placa posterior con el compartimiento de unidad posterior y bdjela hacia el interior del
compartimiento de unidad posterior.

Figura 136. Instalacion de la placa posterior
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Paso 4.

Paso 5.

Paso 6.

Paso 7.

Conecte los cables a la placa posterior. Consulte “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas/
3,5 pulgadas (sefal)” en la pagina 70.

Instale el deflector de aire en el compartimiento de unidad posterior, como se muestra.

Figura 137. Instalacidn del deflector de aire

Alinee las patillas del compartimiento de unidad posterior con los orificios correspondientes y la
ranura en el chasis. A continuacidn, baje el compartimiento de unidad posterior sobre el chasis
hasta que esté bien colocado.

Figura 138. Instalacion del compartimiento de la unidad posterior

Conecte los cables a la placa del sistema o a las ranuras de expansién. Consulte “Placa posterior
de la unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (alimentacion)” en la pagina 69 y “Placa posterior de la
unidad de 2,5 pulgadas/3,5 pulgadas (sefial)” en la pagina 70.
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Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad posterior. Consulte
“Instalacién de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la pagina 153.

2. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la tarjeta de expansion
Utilice esta informacién para quitar e instalar la tarjeta de expansion.
Existen diferentes tipos de configuraciones de conjuntos de expansién. El procedimiento de extraccion o

instalacion de la tarjeta de expansién es similar para todos los tipos de conjuntos de expansion. Lo siguiente
usa como ejemplo el conjunto de expansioén de LP-FH.

Extraccion de una tarjeta de expansion

Utilice esta informacién para quitar una tarjeta de expansion.

Acerca de esta tarea

El conjunto de expansion que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el
método de extraccién es el mismo. Lo siguiente usa como ejemplo el conjunto de expansion de LP-FH.
Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.

Paso 2. Sihay un adaptador PCle instalado en la tarjeta de expansion, registre primero las conexiones de
cables. A continuacién, desconecte todos los cables del adaptador PCle.
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Paso 3. Sujete el conjunto de expansion por los extremos y saquelo con cuidado del chasis.

Figura 139. Extraccidn del conjunto de expansion

Paso 4. De ser necesario, extraiga los adaptadores PCle instalados en la tarjeta de expansion. Consulte
“Extraccion de un adaptador PCle” en la pagina 185.

Paso 5. Extraiga la tarjeta de expansion de la abrazadera.

a0

Figura 140. Extraccion de la tarjeta de expansion

a. Quite los dos tornillos que fijan la tarjeta de expansion a la abrazadera.
b. Quite la tarjeta de expansion.
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Después de finalizar

1. Sise le indica que devuelva la tarjeta de expansion antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

2. Quite la abrazadera posterior de la pared si desea instalar un conjunto de expansién que no es LP-FH.

Figura 141. Extraccion de la abrazadera de pared posterior
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una tarjeta de expansion

Utilice esta informacion para instalar una tarjeta de expansion.

Acerca de esta tarea

El conjunto de expansion que desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones, pero el
método de instalacién es el mismo. Lo siguiente usa como ejemplo el conjunto de expansion de LPFH.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la tarjeta de expansiéon con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la tarjeta de expansion
del envase y coldéquela en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Instale la tarjeta de expansion y asegurela a la abrazadera.

\%‘ (2
Figura 142. Instalacion de la tarjeta de sujecion

1. 0 Alinee los orificios de los tornillos de la tarjeta de expansion con los orificios
correspondientes en la abrazadera.

2. 9 Instale los dos tornillos para asegurar la tarjeta de expansion a la abrazadera.

Paso 3. De ser necesario, vuelva a instalar los adaptadores PCle en la tarjeta de expansion. Consulte
“Instalacion de un adaptador PCle” en la pagina 186. Luego, consulte la nota para volver a
conectar los cables de los adaptadores PCle en la tarjeta de expansion. O puede consultar el
Capitulo 3 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 57 y ubicar la informacién de la
disposicién de los cables para sus opciones de configuracién.
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Paso 4. Coloque el conjunto de expansion en el chasis. Alinee el clip de plastico y las dos patillas del
soporte con la patilla de guia y los dos orificios del chasis y alinee la tarjeta de expansion con la
ranura de expansion de la placa del sistema. A continuacién, presione con cuidado el conjunto de
expansion hacia abajo contra la ranura, hasta que esté bien colocado.

Figura 143. Instalacion del conjunto de expansion

Después de finalizar
Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucién del marco biselado de seguridad

Utilice esta informacién para quitar e instalar el marco de seguridad.

Nota: El marco biselado de seguridad estd disponible en algunos modelos.

Extraccion del marco biselado de seguridad

Utilice esta informacion para quitar el marco biselado de seguridad.

Acerca de esta tarea

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
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Paso 1. Utilice la llave para desbloquear el marco biselado de seguridad.

Figura 144. Desbloqueo del marco biselado de seguridad

Paso 2. Presione el pestillo de liberacién Hy gire el marco biselado de seguridad hacia afuera para quitarlo
del chasis.

Figura 145. Extraccidon del marco biselado de seguridad

Atencién: Antes de enviar el bastidor con el servidor instalado, vuelva a instalar y bloquee el
marco biselado de seguridad en su lugar.

Instalacion del marco biselado de seguridad

Utilice esta informacién para instalar el marco biselado de seguridad.

Acerca de esta tarea

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
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Paso 1. Si quito los pestillos del bastidor, vuelva a instalarlos. Consulte “Instalacion de los pestillos del
bastidor” en la pagina 200.

Paso 2. Silallave esta en la parte interior del marco biselado de seguridad, quitelo del marco.

Figura 146. Extraccion de la llave

Paso 3. Inserte con cuidado la pestafa del marco biselado de seguridad en la ranura del pestillo derecho
del bastidor. A continuacion, presione y mantenga presionado el pestillo de liberacion azul y gire el
marco biselado de seguridad hacia dentro hasta que el otro lado encaje en su sitio.

Figura 147. Instalacion del marco biselado de seguridad
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Paso 4. Utilice la llave para bloquear el marco biselado de seguridad hasta la posicién cerrada.

Figura 148. Bloqueo del marco biselado de seguridad

224  Manual de mantenimiento de ThinkSystem SR630 V2



Sustitucion de médulo de puerto serie

Utilice esta informacién para quitar e instalar el médulo de puerto serie.

Extraccion de un médulo de puerto serie

Utilice esta informacion para quitar un médulo de puerto serie.

Acerca de esta tarea

Atencion:

* |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 241.
Paso 2. Desconecte el cable del médulo de puerto serie de la placa del sistema.
a. Apriete dos clips laterales para liberar el conector.
b. Desenganchar el conector del zécalo de los cables.
Nota: Sino libera los sujetadores antes de retirar los cables, los zdcalos de los cable de la

placa del sistema resultaran dafiados Cualquier dano a los zécalos de los cables podria
requerir la sustitucién de la placa del sistema.

Figura 149. Desconexion del cable del médulo de puerto serie

Paso 3. Quite el soporte de la tarjeta de expansion del servidor.
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Figura 150. Extraccion de la abrazadera de expansion

Paso 4. Abra el mecanismo de cierre de sujecion y quite el médulo de puerto serie de la abrazadera de
expansion.

Figura 151. Extraccion de la abrazadera de expansion

Paso 5. (Opcional) Si necesita sustituir el soporte del puerto serie, utilice una llave de 5 mm para desmontar
el cable del puerto serie del soporte.

a. o Suelte dos tornillos para liberar el conector del soporte.

b. 9 Desenganche el cable del soporte.

Figura 152. Desensamblaje del mddulo de puerto serie
Después de finalizar

1. Instale un nuevo médulo de puerto serie, un adaptador PCle o una abrazadera de ranura de PCle para
cubrir el espacio. Consulte “Instalaciéon de un modulo de puerto serie” en la pagina 227 y “Instalacion de
un adaptador PCle” en la pagina 186.
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2. Sise le indica que devuelva el médulo de puerto serie antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un médulo de puerto serie

Utilice esta informacién para instalar el médulo de puerto serie.

Acerca de esta tarea

Atencién:
¢ | ea “Directrices de instalacidon” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

¢ | ea “Reglas técnicas para adaptadores PCle” en la pagina 108 a fin de asegurarse de instalar el médulo
de puerto serie en una ranura de PCle correcta.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque el componente de la bolsa 'y
coléquelo en una superficie antiestatica.

Paso 2. Utilice una llave de 5 mm para instalar el cable del puerto serie en el soporte.
a. (1 Conecte el conector al soporte.

b. o Apriete dos tornillos para asegurarse de que el conector esta bien instalado en el soporte.

Figura 153. Ensamblaje del mddulo de puerto serie

Paso 3. Instale el médulo de puerto serie en la abrazadera de expansion.

Figura 154. Instalacion del mddulo de puerto serie

Paso 4. Instale el conjunto de expansion en el servidor.
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Figura 155. Instalacidn del conjunto de expansion

Paso 5. Conecte el cable de médulo de puerto serie al conector del médulo de puerto serie en la placa del
sistema. Para ver la ubicacion del médulo del puerto serie, consulte “Componentes de la placa del
sistema” en la pagina 47.

Después de finalizar

1. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 244.

2. Para habilitar el mddulo de puerto serie, siga uno de estos procedimientos, segun el sistema operativo
instalado:

e Para sistemas operativos Linux:

Abra la herramienta ipmitool e ingrese el siguiente comando para deshabilitar la funcién Serie sobre
LAN (SOL):

-Ilanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
e Para sistemas operativos Microsoft Windows:
a. Abra la herramienta ipmitool e ingrese el siguiente comando para deshabilitar la funcién SOL:
-Ilanplus -HIP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate

b. Abra Windows PowerShell y escriba el siguiente comando para deshabilitar la funcién de
Servicios de gestion de emergencia (EMS):

Bcdedit /ems no

c. Reinicie el servidor para asegurarse de que el valor de EMS surta efecto.

Sustitucion del ventilador del sistema

Utilice esta informacidn para quitar e instalar un ventilador del sistema.

Extraccion de un ventilador del sistema

Utilice esta informacioén para quitar un ventilador del sistema. Puede quitar un ventilador de intercambio en
caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupcién en el funcionamiento
del sistema.

Acerca de esta tarea
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PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S017

PRECAUCION:

Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema vy la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 241.
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Paso 2. Sujete las pestanas del ventilador situadas en ambos extremos del ventilador del sistema, levante
cuidadosamente el ventilador del sistema y sdquelo del servidor.

Figura 156. Extraccion del ventilador del sistema

Después de finalizar

1. Instale un ventilador de sistema o instale relleno de ventilador nuevo para cubrir la bahia de ventilador.
Consulte “Instalacion de un ventilador del sistema” en la pagina 230.

2. Si se le indica que devuelva el ventilador del sistema antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje que se le suministren.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un ventilador del sistema

Utilice esta informacidn para instalar un ventilador del sistema. Puede instalar un ventilador de intercambio
en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupcién en el
funcionamiento del sistema.

Acerca de esta tarea

£2\

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033
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S017

PRECAUCION:
Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el ventilador del sistema con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque el ventilador del
sistema de la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.

Nota: Asegurese de que la instalacion del ventilador cumpla con “Reglas técnicas de ventiladores
de sistema” en la pagina 114.

Paso 2. Coloque el ventilador del sistema en la ranura y, a continuacion, presione el punto del borde para
fijarlo en su posicion. Asegurese de que el conector del ventilador esté correctamente instalado en
el conector de la placa del sistema.

Figura 157. Instalacion del ventilador del sistema

Después de finalizar
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Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 244.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la placa del sistema

Utilice esta informacién para quitar e instalar la placa del sistema.

S017

PRECAUCION:
Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

S012

PRECAUCION:
Superficie caliente cerca.

Extraccion de la placa del sistema

Utilice esta informacion para quitar la placa del sistema.

Acerca de esta tarea

Una placa del sistema, también conocida como la placa madre, proporciona conectores o ranuras diferentes
para conectar los distintos componentes o periféricos del sistema para la comunicacién. Si la placa del
sistema falla, debe sustituirse.

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Prepare el servidor.
a. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 241.
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b. Sisu servidor viene con un deflector de aire, extraigalo primero. Consulte “Extraccion del
deflector de aire” en la pagina 116.

c. Sisu servidor viene con un conjunto de unidad posterior, extraigalo primero. Consulte
“Extraccion del conjunto de unidad posterior” en la pagina 212.

d. Anote dénde estan conectados los cables a la placa del sistema y, a continuacién, desconecte
todos los cables.

Atencion: Antes de todo, desacople todos los pestillos, clips para cables, pestanas de
liberacion y seguros en los conectores de cable. Si no los libera antes de retirar los cables, los
conectores de los cable de la placa del sistema resultaran danados Y, si esto sucede, puede
que sea preciso sustituir dicha placa.

e. Quite cualquiera de los componentes siguientes que estén instalados en la placa del sistema'y
guardelos en un lugar antiestatico y seguro.

e “Procesador y disipador de calor” en la pagina 188

e “Modulos de memoria” en la pagina 173

e “Ventiladores del sistema” en la pagina 228

e “Moddulos de alimentacién flash RAID” en la pagina 202
e “Conjuntos de expansion” en la pagina 217

e “Bateria de CMOS” en la pagina 134

e “Adaptador Ethernet OCP 3.0” en la pagina 182

f.  Tire ligeramente de las fuentes de alimentacion. Asegurese de que estén desconectados de la
placa del sistema.

Paso 2. Extraiga la placa del sistema.

Figura 158. Extraccion de la placa del sistema

a. Sostenga la manija de levantamiento F y levante la patilla de liberacion H al mismo tiempo y
deslice la placa del sistema hacia la parte delantera del servidor.

b. Levante la placa del sistema y saquela del chasis.
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Después de finalizar

Si se le indica que devuelva la placa del sistema antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice
los materiales de embalaje que se le suministren.

Importante: Antes de devolver la placa del sistema, asegurese de que el zécalo de la CPU esté cubierto.
Hay una tapa externa de la CPU que cubre el zécalo de la CPU en la nueva placa del sistema. Deslice la tapa
externa de la CPU hacia fuera desde el zécalo de la CPU en la nueva placa del sistema e instale la tapa
externa en el zécalo de la CPU en la placa del sistema eliminada.

Si tiene pensado reciclar la placa del sistema, siga las instrucciones de Apéndice A “Desensamblaje de
hardware para reciclaje” en la pagina 275 para cumplir con la normativa local.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa del sistema

Utilice esta informacién para instalar la placa del sistema.

Acerca de esta tarea

Atencién:
¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

e FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la placa del sistema con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la placa del sistema
de la bolsa y coloquela en una superficie antiestatica.
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Paso 2.

Instale la placa del sistema al servidor.

Figura 159. Instalacion de la placa del sistema

a. Sostenga la manija de elevacién F y la patilla de liberacion H al mismo tiempo para bajar la
placa del sistema en el chasis.

b. Deslice la placa del sistema a la parte posterior del servidor hasta que la placa encaje
firmemente en su posicion. Asegurese de que:

e |lanueva placa queda segura con la patilla de ubicacion H correspondiente en el chasis.

¢ Los conectores posteriores en la nueva placa del sistema se insertan en los orificios
correspondientes del panel posterior.

e |a patilla de liberacion H fija la placa del sistema en su lugar.

Después de finalizar

1. Instale los componentes siguientes que haya quitado de la placa del sistema que presenta un error.

“Procesador y disipador de calor” en la pagina 188
“Modulos de memoria” en la pagina 173

“Ventiladores del sistema” en la pagina 228

“Modulos de alimentacion flash RAID” en la pagina 202
“Conjuntos de expansion” en la pagina 217

“Bateria de CMOS” en la pagina 134

“Adaptador Ethernet OCP 3.0” en la pagina 182

2. Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la informacion detallada de disposiciéon de
los cables para cada componente en Capitulo 3 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 57.

3. Silo quitd, instale el compartimiento de la unidad posterior. Consulte “Instalacién del conjunto de
unidad posterior” en la pagina 214.

Capitulo 4. Procedimientos de sustitucién del hardware 235



4. Instale el deflector de aire si lo extrajo. Consulte “Instalacidn del deflector de aire” en la pagina 117.
5. Instale la cubierta superior. Consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la pagina 242.

6. Empuije las fuentes de alimentacion hacia el interior de las bahias hasta que encajen en su sitio con un
chasquido.

7. Conecte los cables de alimentacion al servidor y encienda el servidor.

8. Actualice el tipo de equipo y el nimero de serie de la placa del sistema. Consulte “Actualizacion del tipo
de equipo y el numero de serie” en la pagina 236.

9. Habilite TPM. Consulte “Habilitar TPM” en la pagina 238.

10. Opcionalmente, habilite el arranque seguro. Consulte “Habilitacién del arranque seguro de UEFI” en la
pagina 240.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Actualizacion del tipo de equipo y el numero de serie

Una vez que los técnicos de servicio especializados sustituyan la placa del sistema, se deben actualizar el
tipo de equipo y el nimero de serie.

Hay dos métodos disponibles para actualizar el tipo de equipo y el nimero de serie:
¢ Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para actualizar el tipo de equipo y el nimero de serie de Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie el servidor y presione la tecla segun las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de
Lenovo XClarity Provisioning Manager.

2. Sise requiere la contrasefia de administrador de encendido, ingrese la contrasefia.
3. Enla pagina Resumen del sistema, haga clic en Actualizar VPD.
4. Actualice el tipo de equipo y el niUmero de serie.
¢ Desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI establece el tipo de equipo y el nimero de serie en el Lenovo XClarity

Controller. Seleccione uno de los siguientes métodos para acceder al Lenovo XClarity Controller y
establecer el tipo de equipo y el nUmero de serie:

— Opere desde el sistema de destino, como acceso LAN o KCS (keyboard console style, estilo de
consola de teclado)

— Acceso remoto al sistema de destino (basado en TCP/IP)

Para actualizar el tipo de equipo y el nUmero de serie de Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLl, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Copie y descomprima en el servidor el paquete OneCLlI, que también incluye otros archivos
necesarios. Asegurese de descomprimir la aplicacion OneCLI y los archivos necesarios en el mismo
directorio.

3. Después de disponer de Lenovo XClarity Essentials OneCLlI, escriba los siguientes comando para
establecer el tipo de equipo y el nUmero de serie:
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
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onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]

Donde:

<m/t_model>
Tipo de equipo y nimero de modelo del servidor. Escriba mtm xxxxyyy, donde xxxx es el tipo de
equipo e yyy es el numero de modelo del servidor.

<s/n>
Numero de serie del servidor. Escriba sn zzzzzzz, donde zzzzzzz es el nimero de serie.

[access_method]
Método de acceso que ha elegido utilizar de entre los siguientes métodos:

— Para el acceso de LAN autenticado en linea, escriba el comando:
[--bmc-username <xcc_user_id> --hmc-password <xcc_password>]

Donde:

xcc_user_id
El nombre de cuenta de BMC/IMM/XCC (1 de 12 cuentas). El valor predeterminado es
USERID.

xcc_password
La contrasena de la cuenta de BMC/IMM/XCC (1 de 12 cuentas).

Los comandos de control de ejemplo son los siguientes:

onecli config set SYSTEM_PROD _DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --bmc-username <xcc_user_id>
--bmc-password <xcc_password>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-
password <xcc_password>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> --bmc-username xcc_user_
id --bmc-password xcc_password

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override --bmc-
username xcc_user_id --bmc-password xcc_password

— Acceso de KCS en linea (no autenticado y restringido al usuario):

No es necesario especificar un valor para access_method cuando se utiliza este método de
acceso.

Los comandos de control de ejemplo son los siguientes:

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override

Nota: El método de acceso KCS utiliza la interfaz IPMI/KCS, que requiere que el controlador
IPMI esté instalado.

— Para el acceso remoto de LAN, escriba el comando:
[--bmc <xcc_user_idy:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]

Donde:
xcc_external_ip

La direccion IP de BMC/IMM/XCC. No existe un valor predeterminado. Este parametro es
obligatorio.

xcc_user_id
La cuenta de BMC/IMM/XCC (1 de 12 cuentas). El valor predeterminado es USERID.
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xcc_password
La contrasena de la cuenta de BMC/IMM/XCC (1 de 12 cuentas).

Nota: La direccion IP interna de LAN/USB de BMC, IMM o XCC, el nombre de cuentay la
contrasena son validos para este comando.

Algunos ejemplos de comandos son los siguientes:

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> ——hmc <xcc_user_id>:<xcc_
password>@<xcc_external_ip>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> —-—bmc <xcc_user_id>:<xcc_
password>@<xcc_external_ip>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> ——bhmc xcc_user_id:xcc_
password@xcc_external ip

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override ——bmc xcc_
user_id:xcc_password@xcc_external_ip

4. Restablezca Lenovo XClarity Controller a sus valores predeterminados de fabrica Consulte la seccion
“Restablecimiento de BMC a los valores predeterminados de fabrica” en la documentacion de XCC
compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

Habilitar TPM

El servidor admite el médulo de plataforma fiable (TPM) de la versién 2.0

Nota: Para los clientes en China continental, no se admite el TPM integrado. Sin embargo, los clientes en
China Continental pueden instalar un adaptador TPM (con frecuencia denominado una tarjeta hija), solo esta
disponible la versién 2.0.

Cuando se sustituye una placa del sistema, debe asegurarse de que la politica de TPM se establezca
correctamente.

PRECAUCION:
Tenga especial cuidado al establecer la politica de TPM. Si no se ha establecido correctamente, es
posible que la placa del sistema no se pueda utilizar.

Configuracion de la politica TPM

De forma predeterminada, una placa del sistema de sustitucién se envia con la politica de TPM establecida
como indefinida. Debe modificar este valor para que coincida con el valor que existia en la placa del sistema
se estd sustituyendo.

Hay dos métodos disponibles para especificar la politica de TPM:
¢ Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para especificar la politica de TPM desde Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie el servidor y presione la tecla segun las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de
Lenovo XClarity Provisioning Manager.

2. Siserequiere la contrasefia de administrador de encendido, ingrese la contrasefia.
3. Enla pagina Resumen del sistema, haga clic en Actualizar VPD.
4. Establezca la politica en uno de los siguientes valores.

— NationZ TPM 2.0 habilitado: solo para China. Los clientes en China continental deben elegir este
valor si hay un adaptador de NationZ TPM 2.0 instalado.

— TPM habilitado - ROW. Los clientes que estén fuera de China continental deben elegir este valor.

- Permanentemente deshabilitado. Los clientes en China continental deben usar este valor si no
hay un adaptador de TPM instalado.
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Nota: Aunque el valor indefinido esté disponible como valor de la politica, no se debe usar.
e Desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Nota: Tenga en cuenta que se deben configurar un usuario y contrasefia Local IPMI en Lenovo XClarity
Controller para tener acceso remoto al sistema de destino.
Para especificar la politica de TPM desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Lea TpmTcmPolicyLock para comprobar si se bloqueé TPM_TCM_POLICY:
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicylock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

Nota: El valor imm.TpmTcmPolicyLock debe estar “Deshabilitado”, lo que significa que TPM_TCM_
POLICY NO esta bloqueado y se permite realizar cambios en TPM_TCM_POLICY. Si el cddigo de
retorno esta “Habilitado”, no se permiten cambios en la politica. La placa puede usarse si la
configuracion deseada es correcta para el sistema que se sustituye.

2. Configurar TPM_TCM_POLICY en el XCC:

— Paralos clientes en China continental sin clientes TPM, o clientes que requieren deshabilitar TPM:
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTecm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_
address>

— Paralos clientes en China continental que requieren habilitar TPM:
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NationZTPM200nly" --override --imm <userid>:<password>@<ip _
address>

— Paralos clientes fuera de China continental que requieren habilitar TPM:
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy “"TpmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

3. Emita el comando de restablecimiento para restablecer el sistema:
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>

4. Lea el valor para comprobar si se aceptod el cambio:
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

Notas:
— Si el valor de lectura coincide significa que TPM_TCM_POLICY se establecio correctamente.

imm.TpmTcmPolicy esta definido del siguiente modo:

El valor 0 usa la cadena “Undefined”, lo que significa una politica UNDEFINED.

El valor 1 usa la cadena “NeitherTomNorTcm?”, lo que significa TPM_PERM_DISABLED.

El valor 2 usa la cadena “TpmOnly”, lo que significa TPM_ALLOWED.

El valor 4 usa la cadena “NationZTPM200nly”, lo que significa NationZ_TPM20_ALLOWED.

— Los siguientes 4 pasos también debe utilizarse para 'bloquear' TPM_TCM_POLICY al utilizar los
comandos OneCli/ASU:

5. Lea TpmTcmPolicyLock para comprobar si se bloqueé TPM_TCM_POLICY, el comando es el
siguiente:
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

El valor debe estar “Deshabilitado”, significa que TPM_TCM_POLICY NO estéa bloqueado y debe
configurarse.

6. Bloquee TPM_TCM_POLICY:

OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

7. Emita el comando de restablecimiento para restablecer el sistema, el comando es el siguiente:
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>

Durante el restablecimiento, la UEFI lee el valor desde imm.TpmTcmPolicylLock, si el valor esta
“Habilitado” y el valor imm.TpmTcmPolicy es valido, UEFI bloqueara el valor TPM_TCM_POLICY.
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Nota: Los valores validos para imm.TpmTcmPolicy incluyen '‘NeitherTomNorTcm', 'TpmOnly' y
‘NationZTPM200Only'.

Siimm. TpmTcmPolicyLock estéa establecido como “Habilitado” pero el valor imm.TpmTcmPolicy no
es valido, UEFI rechazara la solicitud de “bloqueo” y cambiara el imm.TpmTcmPolicyLock de vuelta a
“Deshabilitado”.

8. Lea el valor para comprobar si el “Bloqueo” se aceptd o rechazdé. Dé las instrucciones que se indican

a continuacion:
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

Nota: Sise cambia el valor de espera de lectura de “Desactivado” a “Habilitado”, esto significa que
TPM_TCM_POLICY se bloqueé correctamente. No hay ningun método para desbloquear una politica
una vez que se ha establecido como distinta de sustituir la placa del sistema.

imm.TpmTcmPolicyLock esta definido del siguiente modo:

El valor 1 usa la cadena “Enabled”, lo que significa bloquear la politica. No se admiten otros valores.

Habilitacion del arranque seguro de UEFI

Opcionalmente, puede habilitar el arranque seguro de UEFI.

Existen dos métodos disponibles para habilitar el arranque seguro de UEFI:
e Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la
interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Para obtener mas informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacién de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/
Ixpm-overview/.)

2. Sise requiere la contrasefia de administrador de encendido, ingrese la contrasefia.

3. En la pagina de configuracion de UEFI, haga clic en Valores del sistema = Seguridad = Arranque
seguro.

4. Habilite la opcidn Secure Boot y guarde la configuracion.
¢ Desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLl, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Ejecute el siguiente comando para habilitar el arranque seguro:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_
address>

donde:

— <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo
XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contrasefia
predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o” mayuscula).

— <ip_address> es la direccién IP de BMC.
Para obtener mas informacion acerca del comando Lenovo XClarity Essentials OneCLI set, consulte:

https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_set_command
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Nota: Sise necesita deshabilitar el arranque seguro de UEFI, ejecute el siguiente comando:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_
address>

Sustitucidén de la cubierta superior

Utilice esta informacién para quitar e instalar la cubierta superior.

Extraccion de la cubierta superior

Utilice esta informacion para quitar la cubierta superior del servidor.

Acerca de esta tarea

N

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033

So014

VAV

PRECAUCION:
Es posible que existan niveles peligrosos de voltaje, corriente y energia. Solo un técnico de servicio
cualificado esta autorizado a extraer las cubiertas donde esté adherida la etiqueta.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacién para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema vy la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Si el servidor se instala en un bastidor, extraiga el servidor del bastidor. Consulte el documento
Guia de instalacién del bastidor que se incluye con el conjunto de rieles para su servidor.
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Paso 2. Extraiga la cubierta superior.

Atencién: Manipule la cubierta superior con cuidado. El pestillo de la cubierta superior puede
danarse en caso de caerse la cubierta con el pestillo abierto.

Figura 160. Extraccion de la cubierta superior

a. o Con un destornillador, gire la cerradura de bloqueo hasta la posicion de desbloqueo, tal
como se muestra.

b. 9 Presione el botdn de liberacidn del pestillo de la cubierta. Luego, el pestillo de la cubierta
se libera hasta cierto punto.

C. 9 Abra completamente el pestillo de la cubierta, como se muestra.

d. 0 Deslice la cubierta superior hacia la parte posterior hasta que se libere del chasis. A
continuacion, levante la cubierta superior del chasis y coloque la cubierta superior en una
superficie limpia y plana.

Después de finalizar

Sustituya las opciones, segun sea necesario, o instale una nueva cubierta superior. Consulte “Instalacién de
la cubierta superior” en la pagina 242.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la cubierta superior

Utilice esta informacioén para instalar la cubierta superior.

Acerca de esta tarea
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S033

£2)

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S014

VAV

PRECAUCION:
Es posible que existan niveles peligrosos de voltaje, corriente y energia. Solo un técnico de servicio
cualificado esta autorizado a extraer las cubiertas donde esté adherida la etiqueta.

Atencion:
¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 89 para asegurarse de trabajar con seguridad.
e Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentacion para esta tarea.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Si utiliza el servidor sin la cubierta superior, podrian producirse dafios en sus componentes. Para permitir la
refrigeracion y el flujo de aire adecuados, instale la cubierta superior antes de encender el servidor.

Nota: Las cubiertas superiores nuevas no vienen con la etiqueta de servicio agregada. Si necesita una
etiqueta de servicio, coléquela junto con la nueva cubierta superior y luego adjunte primero la etiqueta de
servicio a la nueva cubierta superior.

Procedimiento
Paso 1. Compruebe el servidor y asegurese de que:

¢ Todos los cables, adaptadores y otros componentes estén instalados y colocados
correctamente y de que no hayan quedado herramientas o partes sueltas en el interior del
servidor.

¢ Todos los cables internos se hayan conectado y dispuesto correctamente. Consulte Capitulo 3
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 57.
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Paso 2. Instale la cubierta a su servidor.

Atencién: Manipule la cubierta superior con cuidado. El pestillo de la cubierta superior puede
danarse en caso de caerse la cubierta con el pestillo abierto.

Figura 161. Instalacion de la cubierta superior

a. 0 Asegurese de que el pestillo de la cubierta esté en la posicién de abierto. Baje la cubierta
superior al chasis hasta que ambos lados de la cubierta superior enganchen las guias a ambos
lados del chasis. Luego, deslice la cubierta superior hacia la parte frontal del chasis.

Nota: Antes de deslizar la cubierta superior hacia delante, asegurese de que todas las
pestafas de la cubierta superior encajen correctamente en el chasis.

b. 9 Presione el pestillo de la cubierta y asegurese de que el pestillo de la cubierta esté
completamente cerrado.

C. e Utilice un destornillador para girar la cerradura de bloqueo a la posicién bloqueada.
Después de finalizar

Después de instalar la cubierta superior, realice la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion
de piezas” en la pagina 244.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Completar la sustitucion de piezas

Utilice esta informacidn para completar la sustitucion de piezas.

Para llevar a cabo la sustitucion de piezas, haga lo siguiente:
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. Asegurese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya
quedado ninguna herramienta ni ningun tornillo flojo en el interior del servidor.

. Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la informacién detallada de disposicion de
los cables para cada componente en Capitulo 3 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 57.

. Si quitd la cubierta superior, vuelva a instalarla. Consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 242.

. Vuelva a conectar los cables externos y los cables de alimentacion al servidor.

Atencién: Para evitar dafos en los componentes, conecte los cables de alimentacién en ultimo lugar.
. Actualice la configuracion del servidor, si es necesario.

e Descargue € instale los controladores de dispositivo mas recientes: http://
datacentersupport.lenovo.com

e Actualice el firmware del sistema. Consulte “Actualizaciones de firmware” en la pagina 13.

¢ Vuelva a configurar las matrices de discos si se ha instalado o quitado una unidad de intercambio en
caliente o un adaptador RAID. Consulte la guia del usuario de Lenovo XClarity Provisioning Manager,
que esta disponible para su descarga en: http://datacentersupport.lenovo.com
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Capitulo 5. Determinacion de problemas

Utilice la informacién de esta seccidn para aislar y solucionar los problemas que pueda encontrar mientras
usa su servidor.

Los servidores Lenovo se pueden configurar para notificar automaticamente a Soporte de Lenovo si ocurren
ciertos sucesos. Puede configurar notificaciones automaticas, también denominadas Llamar a casa, desde
aplicaciones de gestion tales como Lenovo XClarity Administrator. También puede configurar la funcién
Llamar a casa desde Lenovo XClarity Controller. Con la funcién Llamar a casa, puede crear un despachador
de servicio que envie automaticamente datos de servicio para cualquier dispositivo gestionado al soporte de
Lenovo.

Para aislar un problema, debe comenzar desde el registro de sucesos de la aplicacion que esta gestionando
el servidor:

e Sj gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de sucesos de
Lenovo XClarity Administrator.

¢ Si esta utilizando alguna otra aplicacion de gestion, comience con el registro de eventos de Lenovo
XClarity Controller.

Registros de sucesos

Una alerta es un mensaje u otro indicacién que sefiala un suceso o un suceso inminente. Lenovo XClarity
Controller o UEFI generan las alertas en los servidores. Estas alertas se almacenan en el registro de sucesos
de Lenovo XClarity Controller.

Nota: Para una lista de sucesos, lo que incluye acciones de usuario posiblemente necesarias se para la
recuperacion de un suceso, consulte Referencia de mensajes y cddigos, disponible en:
https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR630V2/pdf_files.html

Registro de eventos de Lenovo XClarity Administrator

Si esta utilizando Lenovo XClarity Administrator para gestionar el servidor, la red y el hardware de
almacenamiento, puede ver los eventos de todos los dispositivos gestionados con XClarity Administrator.
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Logs

Ewvent Log Audit Log

(7) The Ewent log provides a history of hardware and management conditions that have been detecied.

Show: ,'E‘ |
R e 3D @ 4@

&N Evant Sources - Filter
Al Actions = b . .
All Dates | =
Severity Serviceability Date and Time « | Bystem Ewvent System Source D:
Type
{04 Warning [l Support Jan 30, 2017, T:40:07 AM | Chassis114.... | Mode Mode 08 device| Chassis Jan 30, 20
{04 Warning [l Support Jan 30, 2017, T:40:07T AM | Chassis114.... | Mode Mode 02 device| Chassis Jan 30, 20
{4 Warning 8 User Jan 30, 2017, T:48:07 AM | Chassis114:... | VO module O Module Ghassis Jan 30, 20
Iy Warning & User Jan 30, 2017, 7-48:07T AM | Chassis114:... | Node Mode 08 incom| Chassis Jam 30, 20

Figura 162. Registro de sucesos de Lenovo XClarity Administrator
Para obtener mas informacion como trabajar sobre los sucesos de XClarity Administrator, consulte:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Registro de eventos de Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller supervisa el estado fisico del servidor y sus componentes mediante sus sensores,
los cuales miden variables fisicas internas como la temperatura, los voltajes de las fuentes de alimentacion,
las velocidades de los ventiladores y el estado de los componentes. Lenovo XClarity Controller proporciona
distintas interfaces con el software de gestion de sistemas y a los administradores y usuarios del sistema
para habilitar la gestiéon y control remota de un servidor.

Lenovo XClarity Controller supervisa todos los componentes del servidor de calculo y publica los sucesos en
el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller.

Clarity Controller ThinkSystem System name: XCCO023579PK = Export aUser  O1a1
A Home Event Log Audit Log Maintenanee Histary f_ Enable Call Home Ml Configure Alert «
e
B Event
M Customize Table [ Clearlogs C Refresh Type: @ D [i | All Source v All Date = Q
i
s= Inventory
~
Severity Source Event ID Message Date
M utiization
[x] System 0X4000000EQ0000000 Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104,194.180. 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
© Virtual Media
' System 0X4000000E00000000 Remote login successful. Login ID: userid from webguls at IP address: 10.104.194.180. 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
[7] Firmware Update
[ ] System 0X4000000E00000000 Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180. 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
M Server Configuration >
o System 0X4000000E00000000 Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.184.180. 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
BMC Configuration >

Figura 163. Registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller

Para obtener mas informacion sobre cémo acceder al registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller,
consulte:
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Seccion “Visualizacion de los registros de sucesos” en la documentacion de XCC compatible con su
servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Diagnéstico de Lightpath

El diagndstico de Lightpath es un sistema de diversos LED en varios componentes externos e internos del
servidor que lo conducen al componente que ha fallado. Cuando se produce un error, se iluminan los LED en
el conjunto de E/S frontal, el panel posterior, la placa del sistema y, después, en el componente que
presenta fallas. Al ver los siguientes LED, a menudo es posible identificar el estado del sistemay de
dispositivo y diagnosticar problemas.

e “Vista frontal” en la pagina 21

e “Panel de diagndstico” en la pagina 29

e “Panel de diagndstico” en la pagina 29

e “LED de vista posterior” en la pagina 45

e “LED de la placa del sistema” en la pagina 49

Procedimientos generales para la determinacion de problemas

Utilice la informacién de esta seccidn para la resolucién de problemas si el registro de sucesos no contiene
errores especificos o el servidor no funciona.

Si no esta seguro sobre la causa de un problema y las fuentes de alimentacion funcionan correctamente,
siga los pasos que se indican a continuacion para intentar resolver el problema:

1. Apague el servidor.
2. Asegurese de que los cables del servidor estén tendidos correctamente.

3. Quite o desconecte los siguientes dispositivos, si corresponde, uno a uno, hasta encontrar el error.
Encienda y configure el servidor cada vez que quite o desconecte un dispositivo.
e Cualquier dispositivo externo.

Dispositivo supresor de sobrecarga (en el servidor).

Impresora, mouse y dispositivos que no sean de Lenovo.

Todos los adaptadores.

Unidades de disco duro.

Maédulos de memoria, hasta que se alcance la configuracion minima admitida para el servidor.

Consulte “Especificaciones” en la pagina 2 para determinar la configuraciéon minima para su servidor.

Nota: La configuracion minima necesaria para que se inicie el servidor es un procesador y un DIMM de
2 GB.

4. Encienda el servidor.

Si el problema se resuelve al quitar un adaptador del servidor, pero vuelve a producirse cuando instala el
mismo adaptador de nuevo, compruebe si hay errores en el adaptador. Si vuelve a producirse al sustituir el
adaptador por uno distinto, pruebe otra ranura de PCle.

Si el problema parece ser uno de conexion de red y el servidor pasa todas las pruebas del sistema, es
posible que exista un problema ajeno al servidor.

Resolucion de posibles problemas de alimentacion

Los problemas de alimentacidén pueden resultar dificiles de solucionar. Por ejemplo, puede producirse un
cortocircuito en cualquiera de los buses de distribucién de alimentacidon. Normalmente, los cortocircuitos
provocan que el subsistema de alimentacion se apague debido a una condicion de sobreintensidad.
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Siga los pasos siguientes para diagnosticar y solucionar la sospecha de un problema de alimentacion.

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Revise el registro de sucesos y solucione cualquier error relacionado con la alimentacion.

Nota: Comience con el registro de sucesos de la aplicacion que gestiona el servidor. Para obtener
mas informacién sobre los registros de eventos, consulte “Registros de sucesos” en la pagina 247.

Compruebe si hay cortocircuitos, por ejemplo, si un tornillo suelto esta causando un cortocircuito
en la placa del circuito.

Extraiga los adaptadores y desconecte los cables y los cables de alimentacion de todos los
dispositivos, internos y externos, hasta que el servidor se encuentre en la configuracién minima
necesaria para que el servidor se inicie. Consulte “Especificaciones” en la pagina 2 para determinar
la configuracion minima para su servidor.

Vuelva a conectar todos los cables de alimentacién de CA y encienda el servidor. Si el servidor se
inicia correctamente, vuelva a colocar los adaptadores y los dispositivos, de uno en uno, hasta que
el problema esté aislado.

Si el servidor no se inicie desde la configuracion minima, vuelva a colocar los componentes de la
configuracion minima de uno en uno, hasta que el problema esté aislado.

Resolucion de posibles problemas del controlador de Ethernet

El método utilizado para probar el controlador Ethernet depende del sistema operativo que esté utilizando.
Para obtener informacién acerca de los controladores Ethernet, consulte la documentacion del sistema
operativo; consulte asimismo el archivo Iéame del controlador de dispositivo del controlador Ethernet.

Siga estos pasos para intentar solucionar posibles problemas del controlador Ethernet.

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Asegurese de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos proporcionados
con el servidor y de que se encuentren en el maximo nivel.

Asegurese de que el cable Ethernet se haya instalado correctamente.

¢ El cable debe estar correctamente ajustado en todas las conexiones. Si el cable esta conectado,
pero el problema persiste, pruebe con otro cable.

e Sjestablece el controlador Ethernet para que funcione a 100 Mbps o 1000 Mbps, debe utilizar el
cableado de Categoria 5.

Determine si hay un concentrador instalado en el entorno de red. De ser asi, utilice la conexién
directa desde el puerto de un adaptador de servidor a un portatil para explicar el problema de red.
Si el entorno de red es para conectores de fibre channel unicos (como SFP+ y QSFP), utilice otro
servidor conocido para la conexién directa a fin de explicar primero el problema.

Compruebe los LED del controlador Ethernet que se encuentran en el panel posterior del servidor.
Estos LED indican si hay un problema con el conector, en el cable o en el concentrador.

e E|LED de estado del enlace Ethernet se enciende cuando el controlador Ethernet recibe un
pulso de enlace del concentrador. Si el LED esta apagado, puede que haya un conector o un
cable defectuoso, o bien un problema con el concentrador.

e EILED de actividad de transmision/recepcioén de Ethernet se enciende cuando el controlador
Ethernet envia o recibe datos a través de la red Ethernet. Si la actividad de transmision/
recepcion Ethernet esta apagada, asegurese de que el concentrador y la red estén funcionando
y de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos.

Compruebe el LED de actividad de red que se encuentra en la parte posterior del servidor. El LED
de actividad de la red se enciende cuando hay datos activos en la red Ethernet. Si el LED de
actividad de red esta apagado, asegurese de que el concentrador y la red estén en funcionamiento
y de que se hayan instalado los controladores de dispositivos correctos.
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Paso 6. Verifique si existen causas especificas del sistema operativo y asegurese de que los controladores
del sistema operativo se instalaron de manera correcta.

Paso 7. Asegurese de que los controladores de dispositivos del cliente y del servidor utilicen el mismo
protocolo.

Si el controlador Ethernet no puede conectarse a la red, pero el hardware parece funcionar, el administrador
de la red debe investigar si hay otras posibles causas del error.

Resolucion de problemas por sintoma

Utilice esta informacidn para buscar soluciones a los problemas con sintomas identificables.

Para utilizar la informacién de resolucion de problemas basada en los sintomas que se ofrece en esta
seccidn, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Compruebe el registro de eventos de Lenovo XClarity Controller y siga las acciones que se sugieren
para resolver los cédigos de eventos.
Para obtener mas informacién sobre los registros de eventos, consulte “Registros de sucesos” en la
pagina 247.

2. Revise esta seccidn para encontrar los sintomas que esta experimentando y siga las acciones que se
sugieren para resolver el problema.

3. Si el problema persiste, pédngase en contacto con el centro de soporte (consulte “Ponerse en contacto
con soporte” en la pagina 279).
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Problemas de encendido y apagado

Utilice esta informacién para resolver problemas al encender o al apagar el servidor.

“El hipervisor integrado no esta en la lista de arranque.” en la pagina 252

“El servidor no se enciende (sin indicacion de que la alimentacion de entrada esté conectada al
servidor).” en la pagina 252

“El botdn de alimentacion no funciona (el servidor no se inicia)” en la pagina 253
“El servidor no se apaga” en la pagina 253

El hipervisor integrado no esta en la lista de arranque.

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1.

Si el servidor se instald, movid o recibié mantenimiento recientemente, o si esta es la primera vez que se
usa el hipervisor incorporado, asegurese de que el dispositivo esté conectado correctamente y que no
haya dano fisico en los conectores.

. Consulte la documentacién que se incluye con el dispositivo flash del hipervisor integrado opcional para

obtener informacién acerca de la instalacion y la configuracién.

Revise https://serverproven.lenovo.com/ para validar que el dispositivo de hipervisor integrado sea
admitido para el servidor.

Asegurese de que el dispositivo hipervisor integrado esté enumerado en la lista de opcién de arranque
disponibles. En la interfaz de usuario del controlador de gestion, haga clic en Configuraciéon del
servidor - Opciones de arranque.

Para obtener informacion sobre como acceder a la interfaz del usuario del controlador de gestion,
consulte la seccion “Inicio y uso de la interfaz web de XClarity Controller” en la documentacion de XCC
compatible con su servidor en:

https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Revise http://datacentersupport.lenovo.com para ver consejos técnicos (boletines de servicio)
relacionados con el hipervisor incorporado y el servidor.

. Asegurese de que el software restante funcione en el servidor para garantizar que funcione

correctamente.

El servidor no se enciende (sin indicacion de que la alimentacién de entrada esté conectada al
servidor).

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1.

Sl A

Compruebe el registro de eventos para ver si hay sucesos relacionados con el servidor que no se
enciende.

Compruebe si hay algun LED que brille de forma parpadeante en color &mbar.
Compruebe el LED de encendido en el panel frontal del operador.
Revise el panel frontal del operador LCD para ver las indicaciones de error.

Compruebe los LED de la fuente de alimentacién y asegurese de que las fuentes de alimentacion
funcionen:

a. Asegurese de que ambas fuentes de alimentacion instaladas en el servidor sean del mismo tipo.
Combinar fuentes de alimentacioén distintas en el servidor provocara un error del sistema.

b. Asegurese de que los cables de alimentacion estén conectados correctamente a una toma de
corriente que funcione. La fuente de alimentaciéon cumple con los requisitos de alimentacién de
entrada para las fuentes de alimentacion instaladas (consulte las etiquetas de la fuente de
alimentacioén).

c. Desconecte y vuelva a conectar los cables de alimentacion de entrada.
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d. Vuelva a activar las fuentes de alimentacion.

e. Sustituya las fuentes de alimentacién una por una y compruebe que el botdn de encendido funcione
después de instalar cada una.

6. Si el problema continua, recopile la informacion de error con los registros del sistema capturados y
contacte al soporte de Lenovo.

El boton de alimentacidn no funciona (el servidor no se inicia)

Nota: El botén de alimentacion no funcionara hasta aproximadamente 1 a 3 minutos después de que el
servidor se haya conectado a la alimentacion de CA para permitir que BMC tenga tiempo para inicializarse.

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Verifique que la alimentacién de entrada se aplique al servidor y que las fuentes de alimentacion estén
funcionando. Consulte “El servidor no se enciende (sin indicacion de que la alimentacion de entrada
esté conectada al servidor).” en la pagina 252.

2. Siacaba de instalar un dispositivo opcional, extraigalo y reinicie el servidor. Si el servidor se inicia, es
posible que haya instalado mas dispositivos de los que admite la fuente de alimentacién.

3. Asegurese de que:
¢ FEltipo de memoria que se ha instalado es el correcto.
¢ |os procesadores estan instalados en la secuencia correcta.

¢ Elnumero minimo de DIMM estén instalados y en funcionamiento para la configuracion del
procesador.

4. Asegurese de que el botdn de encendido del servidor funcione correctamente:

Vuelva a colocar el cable del panel de informacién del operador. Si el problema persiste, sustituya el
panel de informacion del operador.

5. Si el problema continua, recopile la informacion de error con los registros del sistema capturados y
contacte al soporte de Lenovo.
El servidor no se apaga
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Determine si esta utilizando una interfaz de alimentacién y configuracién avanzada (ACPI) o un sistema
operativo que no sea ACPI. Si esta utilizando un sistema operativo que no sea ACPI, realice los
siguientes pasos:

a. Presione Ctrl+Alt+Delete.

b. Apague el servidor presionando el botén de encendido y manteniéndolo durante 5 segundos.
c. Reinicie el servidor.
d

Si la POST del servidor produce un error y el botén de encendido no funciona, desconecte el cable
de alimentacion durante 20 segundos y, a continuacion, vuelva a conectar el cable de alimentacion y
reinicie el servidor.

2. Si el problema persiste o si utiliza un sistema operativo que se base en ACPI, puede que exista un
problema en la placa del sistema.

Problemas de memoria

Consulte esta seccién para resolver problemas asociados con memoria.

e “Memoria fisica mostrada es menos que la memoria fisica instalada” en la pagina 254
e “Se identifican fallas en varios médulos de memoria en un canal” en la pagina 255
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e “Error al intentar cambiar a otro modo PMEM?” en la pagina 256

e “Aparecera un espacio de nombres adicional en una region intercalada” en la pagina 256
¢  “No se admiten los PMEM migrados” en la pagina 256

e “Se detectd un llenado de memoria no valido” en la pagina 257

e “PMEM instalados en ranuras incorrectas después de la sustitucion de la placa del sistema” en la pagina
257

e “Después de volver a configurar los PMEM, los mensajes de error y los LED persisten para indicar que los
PMEM estan instalados en las ranuras incorrectas” en la pagina 257

¢  “No se puede crear el objetivo correctamente al instalar los PMEM en el sistema por primera vez” en la
pagina 257
Memoria fisica mostrada es menos que la memoria fisica instalada

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

Nota: Cada vez que se instala o quita un médulo de memoria, debe desconectar el servidor de la fuente de
alimentacidn; a continuacion, espere 10 segundos antes de reiniciar el servidor.

1. Asegurese de que:
¢ No hay ningun LED de error encendido en el panel de informacion del operador.
¢ No hay ningun LED de error de médulo de memoria encendido en la placa del sistema.
¢ FEl canal duplicado de memoria no justifica la discrepancia.
¢ Los mdédulos de memoria estan colocados correctamente.

¢ Hainstalado el tipo de médulo de memoria correcto (consulte “Reglas de PMEM” en la Guia de
configuracion para obtener los requisitos).

¢ Después de cambiar o sustituir un médulo de memoria, la configuracion de memoria se actualiza en
el programa Setup Utility.

¢ Todos los bancos de memoria estan habilitados. Es posible que el servidor haya deshabilitado
automaticamente un banco de memoria al detectar un problema, o que un banco de memoria se
haya deshabilitado manualmente.

¢ No existe ninguna discrepancia de memoria cuando el servidor esta en la configuraciéon minima de la
memoria.

e Cuando se instalan PMEM:

a. Consulte “Reglas de PMEM” en la Guia de configuracion y compruebe si la memoria que se
muestra se ajusta a la descripcién del modo.

b. Sise define la memoria en el modo de aplicacién directa, se debe crear copias de seguridad de
todos los datos y eliminar todos los espacios de nombre antes de sustituir o afadir cualquier
PMEM.

c. Silos PMEM se establecieron recientemente en el modo de memoria, reviértalo al modo de
aplicacion directa y examine si hay espacio de nombre que no se hayan eliminado.

d. Vaya a Setup Utility, seleccione Configuracion del sistema y gestion de arranque = Intel
Optane PMEM - Seguridad y asegurese de que la seguridad de todas las unidades de PMEM
esté deshabilitada.

2. Vuelva a colocar los médulos de memoria y, a continuacion, reinicie el servidor.
3. Revise el registro de errores de la POST:

¢ Siuna interrupcion de gestion del sistema (SMI) ha deshabilitado un médulo de memoria, sustituya
dicho médulo.
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4.

6.

8.

e Sj el usuario o la POST han deshabilitado un médulo de memoria, vuelva a colocar el médulo y, a
continuacion, ejecute el programa Setup Utility para habilitarlo.

Ejecute los diagnosticos de memoria. Cuando se inicia una solucion y presiona F1, la interfaz LXPM se
muestra de forma predeterminada. (Para obtener mas informacién, consulte la seccion “Arranque” en la
documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). Puede
realizar diagndsticos de memoria a través de esta interfaz. En la pagina de diagndstico, haga clic en
Ejecutar diagnéstico - Prueba de memoria o Prueba PMEM.

Notas: Al instalar PMEM, lleve a cabo diagnésticos considerando el modo en el que estan configurados
en ese momento.

¢ Modo de aplicacién directa:

— Lleve a cabo la prueba de memoria para los médulos de memoria de DRAM.
— Ejecute la prueba PMEM para PMEM.
¢ Modo de memoria:

Lleve a cabo ambas, la prueba de memoria y la prueba PMEM para PMEM.

. Invierta los médulos entre los canales (del mismo procesador) y reinicie el servidor. Si el problema esta

asociado a un modulo de memoria, sustitlyalo.

Nota: Al instalar PMEM, siga este método solo en el modo de memoria.

Vuelva a habilitar todos los médulos de memoria mediante el programa Setup Utility y, a continuacion,
reinicie el servidor.

. (Solo un técnico de servicio experto) Instale el médulo de memoria con errores en un conector de

maodulo de memoria para el procesador 2 (si esta instalado) para verificar que el problema no es el
procesador ni el conector del médulo de memoria.

(Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

Se identifican fallas en varios médulos de memoria en un canal

Nota: Cada vez que se instala o quita un médulo de memoria, debe desconectar el servidor de la fuente de
alimentacion; a continuacion, espere 10 segundos antes de reiniciar el servidor.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

1.
2.

Vuelva a instalar los médulos de memoria y, a continuacion, reinicie el servidor.

Sustituya el médulo de memoria de nUmero mas alto de los que se han identificado y sustitiyalo por un
modulo de memoria que funcione correctamente; a continuacion, reinicie el servidor. Repita este
procedimiento segun sea necesario. Si las anomalias prosiguen tras sustituir todos los médulos de
memoria identificados, vaya al paso 4.

. Vuelva a colocar los médulos de memoria eliminados, un par cada vez, en sus conectores, reiniciando el

servidor después de cada mddulo, hasta que falle uno. Sustituya cada médulo de memoria que
presente errores por uno idéntico que sepa con certeza que esta en buenas condiciones, reiniciando el
servidor después de cada sustitucion. Repita el paso 3 hasta que haya probado todos los médulos de
memoria eliminados.

. Sustituya el médulo de memoria con los nUmeros mas altos por los que se han identificado; a

continuacion, reinicie el servidor. Repita este procedimiento segun sea necesario.

. Invierta los moédulos entre los canales (del mismo procesador) y reinicie el servidor. Si el problema esta

asociado a un modulo de memoria, sustitlyalo.

. (Solo un técnico de servicio experto) Instale el médulo de memoria con errores en un conector de

maodulo de memoria para el procesador 2 (si esta instalado) para verificar que el problema no es el
procesador ni el conector del médulo de memoria.
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7.

(Solamente para técnicos de servicio expertos) Sustituya la placa del sistema.

Error al intentar cambiar a otro modo PMEM

Después de cambiar el modo PMEM y de reiniciar el sistema correctamente, si el modo PMEM sigue siendo
el mismo pese a la modificacion, compruebe la capacidad de la DIMM DRAM y de PMEM para ver si se
cumplen los requisitos del modo nuevo (consulte “Reglas de PMEM?” en la Guia de configuracion).

Aparecera un espacio de nombres adicional en una regién intercalada

De

haber dos espacios de nombre creados en una region intercalada, VMware ESXi omitira los espacios

creados y creara un espacio de nombres nuevo adicional durante el arranque del sistema. Elimine los
espacios de nombre creados en Setup Utility o en el sistema operativo antes del primer arranque con ESXi.

No se admiten los PMEM migrados

Si aparece este mensaje de advertencia, lleve a cabos los siguientes pasos:

1.
2.
3.

7
8

Intel Optane PMEM interleave set (DIMM X) is migrated from another system (Platform ID: 0x00), these migrated PMEMs
are not supported nor warranted in this system.

Mueva los moédulos de vuelta al sistema original con exactamente la misma configuracién anterior.
Cree una copia de seguridad de los datos almacenados en los espacios de nombre de PMEM.
Deshabilite la seguridad de PMEM con una de las siguientes opciones:

e LXPM

Vaya a Configuracion de UEFI — Valores del sistema - PMEM Intel Optane - Seguridad =
Presione para Desactivar la seguridad y escriba la frase de contrasefia para deshabilitar la
seguridad.

e Setup Utility
Vaya a Configuracion del sistema y gestion de arranque = Valores del sistema = Intel Optane

PMEM - Seguridad = Presione para Desactivar la seguridad y escriba la frase de contrasefia
para deshabilitar la seguridad.

. Elimine los espacios de nombre con el comando correspondiente al sistema operativo que esta

instalado:

e Comando de Linux:
ndctl destroy-namespace all -f

e Comando de Windows PowerShell
Get-PmemDisk | Remove-PmemDisk

Elimine los datos de configuracidn de la plataforma (PCD) y el area de almacenamiento de etiquetas de
espacios de nombre (LSA) con el siguiente comando ipmctl (para Linux y Windows).
ipmctl delete -pcd

Notas: Consulte los siguientes enlaces para aprender a descargar y usar impctl en distintos sistemas
operativos:

¢ Windows: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/videos/YTV101407
¢ Linux: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/HT508642

Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla. (Para obtener méas
informacion, consulte la seccion “Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor
en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.) La interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager se
mostrara de forma predeterminada.

. Apague el sistema.
. Quite los médulos que se van a reutilizar para un nuevo sistema o configuracion.
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Se detecto un llenado de memoria no valido
Si aparece este mensaje de advertencia, lleve a cabos los siguientes pasos:
Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Consulte “Reglas y orden de instalacion del médulo de memoria” en la Guia de configuracion para
asegurarse de que se admite la secuencia de llenado del médulo de memoria actual.

2. Sila secuencia actual es realmente compatible, compruebe si alguno de los médulos se muestra como
“deshabilitado” en Setup Utility.

3. Vuelva a colocar el médulo que se muestra como “deshabilitado” y luego reinicie el sistema.
4. Si el problema continua, sustituya el médulo de memoria.

PMEM instalados en ranuras incorrectas después de la sustitucion de la placa del sistema
Si aparece este mensaje de advertencia, lleve a cabos los siguientes pasos:
DIMM X of Intel Optane PMEM persistent interleave set should be moved to DIMM Y.
1. Registre cada una de las instrucciones de cambio de la ranura de PMEM de los sucesos de XCC.

2. Apague el sistema y quite los PMEM que se mencionan en los mensajes de advertencia. Se recomienda
etiquetar estos PMEM para evitar confusiones.

3. Instale el PMEM en el nUmero de ranura correcto indicado en los mensajes de advertencia. Quite las
etiquetas para evitar bloquear el flujo de aire y la refrigeracion.

4. Complete la sustitucidon y encienda el sistema. Asegurese de que no haya ningun mensaje de
advertencia similar en XCC.

Nota: No lleve a cabo ningun aprovisionamiento en PMEM para evitar la pérdida de datos cuando los
mensajes siguen presentes en los sucesos de XCC.

Después de volver a configurar los PMEM, los mensajes de error y los LED persisten para indicar que
los PMEM estan instalados en las ranuras incorrectas

Conecte la alimentacion CA al sistema o reinicie XCC para resolver este problema.

No se puede crear el objetivo correctamente al instalar los PMEM en el sistema por primera vez
Cuando vea unos de los siguientes mensajes:

¢ ERROR: no se puede recuperar la informacién de recursos de memoria

¢ ERROR: uno o varios médulos PMEM no tienen datos PCD. Se recomienda que se reinicie la plataforma
para restaurar datos de PCD validos.

Complete los siguientes pasos para resolver el problema.

1. Sise han instalado los PMEM en otro sistema con datos almacenados, lleve a cabo los siguientes pasos
para borrar los datos.

a. Enfuncién del orden de llenado original, instale los PMEM en el sistema original en el que se
instalaron anteriormente y realice una copia de seguridad de los datos de los PMEM en otros
dispositivos de almacenamiento.

b. Deshabilite la seguridad de PMEM con una de las siguientes opciones:
e LXPM

Vaya a Configuracion de UEFI = Valores del sistema - PMEM Intel Optane - Seguridad -
Presione para Desactivar la seguridad y escriba la frase de contrasefa para deshabilitar la
seguridad.

e Setup Utility
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Vaya a Configuracion del sistema y gestion de arranque = Valores del sistema = Intel
Optane PMEM - Seguridad - Presione para Desactivar la seguridad y escriba la frase de
contrasefia para deshabilitar la seguridad.

c. Elimine los espacios de nombre con el comando correspondiente al sistema operativo que esta
instalado:

e Comando de Linux:
ndctl destroy-namespace all -f

e Comando de Windows PowerShell
Get-PmemDisk | Remove-PmemDisk

d. Elimine los datos de configuracion de la plataforma (PCD) y el area de almacenamiento de etiquetas

de espacios de nombre (LSA) con el siguiente comando ipmctl (para Linux y Windows).
ipmctl delete -pcd

Notas: Consulte los siguientes enlaces para aprender a descargar y usar impctl en distintos
sistemas operativos:

¢ Windows: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/videos/YTV101407
¢ Linux: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/HT508642

2. Vuelva a instalar los PMEM en el sistema de destino y actualice el firmware del sistema a la version mas
reciente sin ingresar a Setup Utility.

3. Si el problema persiste, sobrescriba los PMEM con el siguiente comando ndctl.
ndctl sanitize-dimm --overwrite all

4. Supervise el estado de sobrescritura con el siguiente comando.
watch -n 1 “ipmctl show -d OverwriteStatus -dimm”

5. Cuando vea todos los PMEM OverwriteStatus=Completed, reinicie el sistema y vea si el problema
persiste.

Problemas de la unidad de disco duro

Utilice esta informacidn para resolver los problemas asociados a las unidades de disco duro.

“El servidor no reconoce una unidad de disco duro” en la pagina 258
“Varias unidades de disco duro presentan errores” en la pagina 259
“Varias unidades de disco duro estan fuera de linea” en la pagina 260
“Una unidad de disco duro sustituta no se reconstruye” en la pagina 260

“ElI LED verde de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada” en la pagina
260

“El LED amarillo de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada” en la
pagina 260

“La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexion NVMe, pero no se puede detectar en el modo
triple” en la pagina 261

El servidor no reconoce una unidad de disco duro

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.

1. Fijese en el LED amarillo de estado correspondiente a la unidad de disco duro. Si el LED esta
encendido, significa que hay un error en la unidad.

2. Siel LED de estado esta iluminado, quite la unidad de la bahia, espere 45 segundos y vuelva a insertar
la unidad, asegurandose de que el conjunto de la unidad se conecta a la placa posterior de la unidad de
disco duro.
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3. Observe el LED verde de actividad de la unidad de disco duro y el LED amarillo de estado
correspondientes y lleve a cabo las operaciones correspondientes en distintas situaciones:

e Siel LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado no esta iluminado, significa que el
controlador reconoce la unidad y que esta funciona correctamente. Ejecute las pruebas de
diagndstico para las unidades de disco duro. Cuando inicia un servidor y presiona la tecla
especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la LXPM de forma predeterminada. (Para
obtener mas informacion, consulte la seccion “Arranque” en la documentacion de LXPM compatible
con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). Puede realizar diagndsticos de la unidad
de disco duro desde esta interfaz. Desde la pagina Diagndstico, haga clic en Ejecutar diagnéstico
= HDD test/Prueba de unidad de disco.”

e Siel LED verde de actividad parpadeay el LED amarillo de estado parpadea lentamente, significa
que el controlador reconoce la unidad y que esta se reconstruye.

¢ Sininguno de los LED parpadea ni esta encendido, compruebe si la placa posterior de la unidad de
disco duro esta colocada correctamente. Para obtener mas detalles, vaya al paso 4.

e Siel LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado esta iluminado, sustituya la
unidad. Si la actividad de los LED continua igual, vaya al paso Problemas de unidad de disco duro. Si
la actividad de los LED cambia, vuelva al paso 1.

4. Asegurese de que la placa posterior de la unidad de disco duro esta bien colocada. Cuando estd bien
colocada, los conjuntos de la unidad se conectan correctamente a la placa posterior sin que esta se
doble o0 se mueva.

5. Vuelva a colocar el cable de alimentacidn de la placa posterior y repita los pasos 1 a 3.

6. Vuelva a colocar el cable de sefial de la placa posterior y repita los pasos 1 a 3.

7. Sisospecha que existe un dafo en el cable de sefial de la placa posterior o en la placa posterior:
¢ Sustituya el cable de sefal afectado de la placa posterior.
e Sustituya la placa posterior afectada.

8. Ejecute las pruebas de diagndstico para las unidades de disco duro. Cuando inicia un servidor y
presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la LXPM de forma
predeterminada. (Para obtener mas informacion, consulte la seccién “Arranque” en la documentacion
de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). Puede realizar
diagnésticos de la unidad de disco duro desde esta interfaz. Desde la pagina Diagndstico, haga clic en
Ejecutar diagnéstico - HDD test/Prueba de unidad de disco.”

Sobre la base de esas pruebas:

¢ Sjla placa posterior pasa la prueba pero no se reconocen las unidades, sustituya el cable de sefial de
la placa posterior y vuelva a ejecutar las pruebas.

e Sustituya la placa posterior.

¢ Sjel adaptador no pasa la prueba, desconecte el cable de senal de la placa posterior del adaptador y
ejecute las pruebas de nuevo.

¢ Sj el adaptador no pasa la prueba, sustituyalo.

Varias unidades de disco duro presentan errores
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

¢ Vea el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller para ver si hay otros sucesos relacionados con
las fuentes de alimentacion o problemas de vibracién, en caso afirmativo, resuélvalos primero.

e Asegurese de que los controladores de dispositivos y el firmware de la unidad de disco duro y del
servidor estan actualizados a la versién mas reciente.
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Importante: Algunas soluciones de cluster requieren niveles de codigo especificos o actualizaciones de
codigo coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solucion de cluster, verifique que el nivel de cédigo
mas reciente esté soportado para la solucién de cluster antes de actualizar el cddigo.

Varias unidades de disco duro estan fuera de linea

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

¢ Vea el registro de eventos de Lenovo XClarity Controller para ver si hay otros sucesos relacionados con
las fuentes de alimentacién o problemas de vibracién, en caso afirmativo, resuélvalos primero.

¢ Consulte el registro del subsistema de almacenamiento para los eventos relacionados con el subsistema
de almacenamiento y resuélvalos.

Se identifican fallas en una o dos unidades de 7 mm
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:
1. Quite y vuelva a instalar las unidades notificadas en la misma bahia de unidad o en otra bahia de unidad.
2. Si el problema persiste, considere la posibilidad de sustituir las unidades actuales por otras nuevas.
3. Si el problema persiste, considere la posibilidad de sustituir la placa posterior inferior.
4. Si el problema persiste, considere la posibilidad de sustituir la placa posterior superior.

Una unidad de disco duro sustituta no se reconstruye
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe que el adaptador reconoce la unidad de disco duro (el LED verde de actividad de la unidad
de disco duro parpadea).

2. Revise la documentacion del adaptador RAID SAS/SATA para determinar los parametros y los valores
de configuracién correctos.

El LED verde de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Siel LED verde de actividad de la unidad de disco duro no parpadea cuando se esta utilizando dicha
unidad, ejecute las pruebas de diagndstico para las unidades de disco duro. Cuando inicia un servidor y
presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la LXPM de forma
predeterminada. (Para obtener mas informacion, consulte la seccién “Arranque” en la documentacion
de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). Puede realizar
diagndsticos de la unidad de disco duro desde esta interfaz. Desde la pagina Diagndstico, haga clic en
Ejecutar diagnéstico = HDD test/Prueba de unidad de disco.”

2. Sila unidad pasa la prueba, sustituya la placa posterior.
3. Sila unidad no pasa la prueba, sustituyala.

El LED amarillo de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:
1. Apague el servidor.
Vuelva a colocar el adaptador SATA/SAS.
Vuelva a colocar el cable de sefal de la placa posterior y el cable de alimentacién de la placa posterior.
Vuelva a colocar la unidad.

Sl A

Encienda el servidor y fijese en la actividad de los LED de las unidades.

Nota: "En funcién de la versién de LXPM, puede ver HDD test o Prueba de unidad de disco.
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La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexion NVMe, pero no se puede detectar en el modo
triple

En el modo triple, las unidades NVMe estan conectadas al controlador a través de un enlace PCle x1. Para
admitir el modo triple con unidades U.3 NVMe, debe estar habilitado el modo U.3 x1 para las ranuras de
unidad seleccionadas en la placa posterior a través de la GUI web de XCC. De forma predeterminada, la
configuracion de la placa posterior es el modo U.2 x4.

Lleva a cabo los siguientes pasos para activar el modo U.3 x1:
1. Inicie sesion en la GUI web de XCC vy elija Almacenamiento = Detalle en el &rbol de navegacién que se
encuentra a la izquierda.
2. Enlaventana que se muestra, haga clic en el icono o junto a Placa posterior.

3. En el cuadro de didlogo que se muestra, seleccione las ranuras de la unidad de destino y haga clic en
Aplicar.

4. Lleve a cabo un ciclo de alimentacion de CC para que la configuracién surta efecto.
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Problemas de monitor y de video

Utilice esta informacién para resolver problemas asociados a un monitor o a video.

e “Se muestran caracteres incorrectos” en la pagina 262

e “La pantalla aparece en blanco” en la pagina 262

e “La presencia remota del controlador de gestion no funciona” en la pagina 262

e “La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicacién” en la pagina 262

¢ “El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible,
girada o distorsionada” en la pagina 263

“Aparecen caracteres incorrectos en la pantalla” en la pagina 263

Se muestran caracteres incorrectos
Lleve a cabo los pasos siguientes:
1. Verifique que los valores de localidad e idioma sean correctos para el teclado y el sistema operativo.

2. Si se muestra el idioma incorrecto, actualice el firmware del servidor a la version mas reciente. Consulte
la seccién “Actualizaciones de firmware” en la pagina 13.

La pantalla aparece en blanco

Nota: Asegurese de que el modo de arranque esperado no se haya cambiado de UEFI a valores heredados
o viceversa.

1. Si el servidor esta conectado a un conmutador KVM, omita el conmutador KVM para descartarlo como
causa posible del problema: conecte el cable del monitor directamente al conector correcto situado en
la parte posterior del servidor.

2. Si el servidor esta instalado con los adaptadores graficos instalados al encender el servidor, el logotipo
de Lenovo se visualiza en la pantalla después de aproximadamente 3 minutos. Se trata de
funcionamiento normal al cargar el sistema.

3. Asegurese de que:
¢ El servidor esta encendido y se suministra alimentacion al servidor.
¢ | os cables del monitor estan conectados correctamente.
¢ El monitor esta encendido y los controles de brillo y contraste estan ajustados correctamente.

4. Siprocede, asegurese de que el servidor correcto esta controlando el monitor.

5. Asegurese de que el firmware de servidor dafiado no afecte la salida de video; consulte “Actualizaciones
de firmware” en la pagina 13.

6. Si el problema continla, pédngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

La presencia remota del controlador de gestion no funciona

La funcién de presencia remota del controlador de gestiéon no puede mostrar la pantalla del sistema cuando
hay un adaptador de video opcional. Para utilizar la funcion de presencia remota del controlador de gestién,
quite el adaptador de video opcional o utilice el VGA incorporado como el dispositivo de pantalla. La funcién
de presencia remota del controlador de gestion se deshabilita si se instala un adaptador de video opcional.
La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicacion

1. Asegurese de que:

¢ El programa de aplicacion no establece un modo de visualizacidon mas alto que la capacidad del
monitor.

¢ Hainstalado los controladores de dispositivos necesarios para la aplicacion.
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El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible,
girada o distorsionada

1. Silas pruebas automaticas del monitor muestran que este funciona correctamente, compruebe la
ubicacion del mismo. Los campos magnéticos que se encuentran junto a otros dispositivos (por
ejemplo, transformadores, aparatos eléctricos, fluorescentes y otros monitores) pueden provocar una
distorsion de la pantalla o imagenes poco claras, borrosas, difusas o confusas. Si esto ocurre, apague el
monitor.

Atencion: Mover un monitor en color mientras esta encendido puede producir una decoloracién de la
pantalla.

Coloque el dispositivo y el monitor a una distancia minima de 305 mm (12 pulgadas) entre ellos y
encienda el monitor.
Notas:

a. Para evitar errores de lectura/escritura de la unidad de disquetes, asegurese de que la distancia
entre el monitor y cualquier unidad de disquetes externa sea de al menos 76 mm (3 pulgadas).

b. Los cables de monitor que no son de Lenovo pueden producir problemas imprevisibles.
2. Vuelva a colocar el cable del monitor.

3. Sustituya los componentes mencionados en el paso 2 uno por uno, en el orden en el que aparecen, y
reiniciando el servidor cada vez:

a. Cable del monitor

b. Adaptador de video (si hay uno instalado)

c. Monitor

d. (Solo un técnico de servicio experto) placa del sistema

Aparecen caracteres incorrectos en la pantalla
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:
1. Verifique que los valores de localidad e idioma sean correctos para el teclado y el sistema operativo.

2. Sise muestra el idioma incorrecto, actualice el firmware del servidor a la versién mas reciente. Consulte
la seccion “Actualizaciones de firmware” en la pagina 13.

Problemas del teclado, del mouse, conmutador KVM o del dispositivo
USB

Utilice esta informacién para resolver problemas asociados con teclados, mouse, conmutador KVM o
dispositivos USB.

e “Algunas teclas del teclado no funcionan (o no funciona ninguna)” en la pagina 263
e “El mouse no funciona” en la pagina 264

¢ “Problemas de conmutador KVM” en la pagina 264

e “El dispositivo USB no funciona” en la pagina 264

Algunas teclas del teclado no funcionan (o no funciona ninguna)

1. Asegurese de que:
¢ El cable del teclado esta bien conectado.
¢ El servidor y el monitor estan encendidos.

2. Si esta utilizando un teclado USB, ejecute el programa Setup Utility y habilite el funcionamiento sin
teclado.
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3. Si esta utilizando un teclado USB que esta conectado a un concentrador USB, desconecte el teclado
del concentrador y conéctelo directamente al servidor.

4. Sustituya el teclado.

El mouse no funciona

1. Asegurese de que:
e El cable del mouse esta conectado de forma segura al servidor.
¢ Los controladores del mouse estan instalados correctamente.
¢ El servidor y el monitor estan encendidos.
e Laopcion del mouse esté habilitada en Setup Utility.

2. Siesta utilizando un mouse USB que esta conectado a un concentrador USB, desconecte el mouse del
concentrador y conéctelo directamente al servidor.

3. Sustituya el mouse.

Problemas de conmutador KVM

1. Asegurese de que el servidor admita el conmutador KVM.
2. Asegurese de que el conmutador KVM esté correctamente encendido.

3. Si el teclado, el mouse o el monitor pueden funcionar con normalidad con conexién directa al servidor,
sustituya el conmutador KVM.

El dispositivo USB no funciona

1. Asegurese de que:
¢ Se hainstalado el controlador de dispositivo USB correcto.
¢ El sistema operativo admite dispositivos USB.

2. Asegurese de que las opciones de configuracion de USB se hayan establecido correctamente en el
System Setup.

Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la
interfaz de configuracion LXPM del sistema. (Para obtener mas informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacién de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-
overview/). Después, haga clic en Valores del sistema = Dispositivos y puertos de E/S -
Configuracion de USB.

3. Si esta utilizando un concentrador USB, desconecte el dispositivo USB del concentrador y conéctelo
directamente al servidor.

Problemas de los dispositivos opcionales

Utilice esta informacidn para resolver problemas asociados a dispositivos opcionales.

“El dispositivo USB externo no se reconoce” en la pagina 264

“No se reconoce o no funciona el adaptador PCle” en la pagina 265

“Se detectd una insuficiencia de recursos de PCle.” en la pagina 265

“Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona.” en la pagina 266

“Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar.” en la pagina 266

El dispositivo USB externo no se reconoce

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Actualice el firmware UEFI a |la versién mas reciente.
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2.

Asegurese de que se instalaron los controladores apropiados en el nodo de calculo. Para obtener
informacion sobre los controladores de dispositivos, consulte la documentacioén del producto
proporcionada para el dispositivo USB.

Utilice Setup Utility para verificar que el dispositivo estd configurado de manera correcta.

. Si el dispositivo USB esta conectado a un concentrador o a un cable multiconector de la consola,

desconecte el dispositivo y conéctelo directamente al puerto USB en la parte frontal del nodo de
célculo.

No se reconoce o no funciona el adaptador PCle

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1.
2.
3.

Actualice el firmware UEFI a la versidon mas reciente.
Compruebe el registro de sucesos y solucione cualquier problema relacionado con el dispositivo.

Valide que el dispositivo se disefid para el servidor (consulte https://serverproven.lenovo.com/).
Asegurese de que el nivel de firmware del dispositivo tenga el nivel mas reciente admitido y actualice el
firmware, si corresponde.

4. Asegurese de que el adaptador esté instalado en una ranura correcta.

5. Asegurese de que los controladores de dispositivos correspondientes estén instalados para el

9.

dispositivo.

. Resuelva cualquier conflicto de recursos si esta ejecutando el modo heredado (UEFI). Compruebe las

6rdenes de arranque de la ROM heredada y modifique la configuracién de UEFI para la base MM config.

Nota: Asegurese de modificar el orden de arranque de la ROM asociado con el adaptador PCle en el
primer orden de ejecucion.

. Revise http://datacentersupport.lenovo.com para ver si existe algun sugerencia técnica (también

conocida como consejos RETAIN o boletin de servicio) relacionada con el adaptador.

. Asegurese de que las conexiones externas del adaptador sean las correctas y que los conectores no

estén dafados fisicamente.
Asegurese de que el adaptador PCle esté instalado con el sistema operativo compatible.

Se detectd una insuficiencia de recursos de PCle.

Si ve un mensaje de error que indica “Se detectd una insuficiencia de recursos de PCle”, lleve a cabo los
siguientes pasos hasta que se resuelva el problema:

1.
2.

Presione Intro para acceder a Setup Utility del sistema.

Seleccione Valores del sistema = Dispositivos y puertos de E/S - Base config MM; luego,
modifique el valor para incrementar los recursos del dispositivo. Por ejemplo, modifique 3 GBa 2 GB o
modifique 2 GB a 1 GB.

Guarde la configuracion y reinicie el sistema.

4. Si el error persiste con la configuraciéon mas alta de recursos para el dispositivo (1 GB), apague el

sistema y retire algunos dispositivos PCle; a continuacion, encienda el sistema.
Si se producen errores en el reinicio, repita los paso 1 al 4.

6. Si el error persiste, presione Intro para acceder a Setup Utility del sistema.

7. Seleccione Valores del sistema = Dispositivos y puertos de E/S - Asignacidn de recursos de 64

bits a PCI; luego, modifique el valor de Automatico a Habilitar.

. Si el dispositivo de arranque no admite MMIO sobre 4 GB para arranque heredado, use el modo de

arranque de UEFI o retire o deshabilite algunos dispositivos PCle.

. Realice un ciclo de CC del sistema y asegurese de que el sistema ingrese al menu de arranque de UEFI

o al sistema operativo; a continuacién, capture el registro de FFDC.
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10.

Pongase en contacto con el soporte técnico de Lenovo.

Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona.

1.
2.

Revise el registro de eventos de XCC para ver si hay sucesos asociados con el dispositivo.

Asegurese de que:

¢ El servidor admite el dispositivo (consulte https://serverproven.lenovo.com/).

¢ Ha seguido las instrucciones de instalacion que venian con el dispositivo y el dispositivo se ha
instalado correctamente.

¢ No ha aflojado otros dispositivos instalados ni otros cables.

¢ Ha actualizado la informacién de la configuracion en configuracion del sistema. Inicie el servidor y
presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla. (Para obtener mas informacion,
consulte la seccion “Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://
pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.)

Vuelva a colocar la conexion del cable y asegurese de que no hay dafio fisico en el cable.
Vuelva a colocar el dispositivo que acaba de instalar.

5. Sustituya el dispositivo que acaba de instalar.

Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar.

1.

N ook obd

Revise el registro de eventos de XCC para ver si hay sucesos asociados con el dispositivo.

Asegurese de que todas las conexiones de cable del dispositivo estén bien sujetas.

Si el dispositivo se suministra con instrucciones de comprobacion, siga estas para probar el dispositivo.
Vuelva a colocar la conexién del cable y compruebe si alguna pieza fisica esta dafiada, .

Sustituya el cable.

Vuelva a colocar el dispositivo que presenta el error.

Sustituya el dispositivo que presenta el error.

Problemas de dispositivo serie

Utilice esta informacion para resolver los problemas de puertos o dispositivos serie.

“El nUmero de puertos serie mostrado es menos que el nimero de puertos serie instalados” en la pagina
266

“Un dispositivo serie no funciona” en la pagina 266

El nimero de puertos serie mostrado es menos que el nimero de puertos serie instalados

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1.

2.
3.

Asegurese de que:

¢ (Cada puerto tiene asignada una direccién exclusiva en el programa Setup Utility y ninguno de los
puertos serie esta deshabilitado.

e El adaptador de puerto serie (si se dispone de uno) esta colocado correctamente.
Vuelva a colocar el adaptador del puerto serie.
Sustituya el adaptador del puerto serie.

Un dispositivo serie no funciona

1.

Asegurese de que:

¢ Eldispositivo es compatible con el servidor.
¢ FEl puerto serie estd habilitado y tiene asignada una direccion unica.
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¢ Eldispositivo estd conectado al conector correcto.
2. Vuelva a colocar los siguientes componentes:
a. Dispositivo serie que presenta errores.
b. Cable serie.
3. Sustituya los siguientes componentes:
a. Dispositivo serie que presenta errores.
b. Cable serie.
4. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

Problemas intermitentes

Utilice esta informacién para resolver los problemas intermitentes.

¢ “Problemas de dispositivos externos intermitentes” en la pagina 267
* “Problemas de KVM intermitentes” en la pagina 267
e “Reinicios inesperados e intermitentes” en la pagina 268

Problemas de dispositivos externos intermitentes
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.
1. Actualice la UEFI y el firmware del XCC a la versién mas reciente.

2. Asegurese de que se instalaron los controladores de dispositivos apropiados. Consulte el sitio web del
fabricante para acceder a la documentacion.

3. Para un dispositivo USB:
a. Asegurese de que el dispositivo esté correctamente configurado.
Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la
interfaz de configuracion LXPM del sistema. (Para obtener mas informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/

Ixpm-overview/). Después, haga clic en Valores del sistema = Dispositivos y puertos de E/S >
Configuracion de USB.

b. Conecte el dispositivo a otro puerto. Si utiliza un concentrador USB, quite el concentrador y conecte
el dispositivo directamente al servidor. Asegurese de que el dispositivo esté correctamente
configurado para el puerto.

Problemas de KVM intermitentes

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

Problemas de video:

1. Asegurese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados
correctamente y de manera segura.

2. Asegurese de que el monitor esté funcionando adecuadamente, probandolo en otro servidor.

3. Pruebe el cable multiconector de la consola en un servidor en funcionamiento para garantizar que esté
funcionando adecuadamente. Sustituya el cable multiconector de la consola si esta defectuoso.

Problemas de teclado:

Asegurese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y
de manera segura.
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Problemas del mouse:

Asegurese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y
de manera segura.

Reinicios inesperados e intermitentes

Nota: Algunos errores incorregibles requieren que se reinicie el servidor para que pueda deshabilitar un
dispositivo, como un DIMM de memoria o un procesador, para permitir que la maquina arranque
correctamente.

1. Si el reinicio se produce durante POST y se habilita el temporizador de vigilancia de POST, asegurese
de que el valor de tiempo de espera por inactividad del temporizador de vigilancia sea suficiente
(temporizador guardian de POST).

Para comprobar el tiempo de vigilancia de POST, reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con
las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de configuracion LXPM del sistema. (Para obtener
mas informacién, consulte la seccién “Arranque” en la documentacién de LXPM compatible con su
servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). A continuacion, haga clic en Valores de BMC -
Temporizador guardian de POST.

2. Si el restablecimiento se produce después de que se inicia el sistema operativo, lleve a cabo una de las
siguientes acciones:

¢ Ingrese al sistema operativo cuando el sistema opere con normalidad y configure el proceso de
descarga del nucleo del sistema operativo (los sistemas operativos Windows y Linux basicos
utilizaran un método distinto). Ingrese los menus de configuracion de UEFI y deshabilite la

caracteristica o deshabilitela con el siguiente mandato OneCili.
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress

¢ Deshabilite los programas de utilidad ASR (reinicio automatico del servidor), como por ejemplo
Automatic Server Restart IPMI Application para Windows, o en cualquier dispositivo ASR que esté
instalado.

3. Consulte el registro de sucesos del controlador de gestién para comprobar si hay un cédigo de suceso
que indique un prearranque. Consulte “Registros de sucesos” en la pagina 247 para obtener mas
informacion sobre la visualizacién del registro de eventos. Si esta utilizando un sistema operativo base
Linux, vuelva a capturar todos los registros al soporte de Lenovo para realizar mas investigaciones.
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Problemas de alimentacion

Utilice esta informacioén para resolver problemas asociados con la alimentacion.

El LED de error del sistema esta encendido y se muestra el registro de eventos “Fuente de
alimentacion perdio6 la entrada”

Para resolver el problema, asegurese de que:

1.
2.

La fuente de alimentacion se encuentre conectada correctamente con un cable de alimentacion.

El cable de alimentacidn esta conectado a una toma eléctrica correctamente conectada a tierra para el
servidor.

. Asegurese de que la fuente de alimentacién de CA esté estable dentro del rango admitido.
. Intercambie la fuente de alimentacidn para ver si el problema persiste con la fuente de alimentacion, si

sigue a la fuente de alimentacién y luego sustituya la que falla.

. Revise el registro de eventos de y vea como es el problema para en seguir las acciones del registro de

eventos para resolver los problemas.

Problemas de red

Utilice esta informacién para resolver problemas asociados con redes.

“No se puede activar el servidor mediante Wake on LAN” en la pagina 269
“No se puede iniciar usando la cuenta LDAP con SSL habilitado” en la pagina 269

No se puede activar el servidor mediante Wake on LAN

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1.

Si esta utilizando el adaptador de red de puerto dual y el servidor esta conectado a la red utilizando el
conector Ethernet 5, compruebe el registro de errores del sistema o el registro de eventos del sistema
de IMM2 (consulte “Registros de sucesos” en la pagina 247). Asegurese de lo siguiente:

a. Elventilador 3 estd en modalidad de espera, si el adaptador incorporado Emulex 10GBase-T de
puerto dual esta instalado.

b. Latemperatura ambiente no es demasiado alta (consulte “Especificaciones” en la pagina 2).
c. Los conductos de ventilacién no estan bloqueados.
d. El deflector de aire esta bien instalado.

. Vuelva a colocar el adaptador de red de puerto dual.

3. Apague el servidor y desconéctelo del servidor de la fuente de alimentacién y, a continuacion, esperar

10 segundos antes de reiniciarlo.

4. Si el problema persiste, sustituya el adaptador de red de puerto dual.

No se puede iniciar usando la cuenta LDAP con SSL habilitado

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1

. Asegurese de que la clave de licencia es valida.

2. Genere una clave de licencia nueva y vuelva a iniciar la sesion.

Problemas observables

Utilice esta informacién para resolver los problemas observables.

“El servidor se congela durante el proceso de arranque UEFI” en la pagina 270

Capitulo 5. Determinacién de problemas 269



“El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando esta encendido” en la
pagina 270

“El servidor no responde (POST completa y sistema operativo en ejecucion)” en la pagina 270

e “El servidor no responde (POST fallé y no puede iniciar configuracion del sistema)” en la pagina 271
e “El error de voltaje de la placa se muestra en el registro de sucesos” en la pagina 272

e “Olor inusual” en la pagina 272

e “El servidor parece estar caliente” en la pagina 272

¢ “No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo” en la pagina 272
e “Piezas agrietadas o chasis agrietado” en la pagina 272

El servidor se congela durante el proceso de arranque UEFI

Si el sistema se congela durante el proceso de arranque UEFI con el mensaje UEFI: DXE INITen la pantalla,
asegurese de que las ROM opcionales no se hayan configurado en Heredado. Puede ver la configuracion
actual de la ROM opcional de forma remota ejecutando el siguiente comando utilizando el Lenovo XClarity
Essentials OneCLlI:

onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress

Para recuperar un sistema que se congela durante el proceso de arranque con la configuracion Heredado de
la ROM opcional, consulte la siguiente sugerencia de tecnologia:

https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118

Si es necesario utilizar las ROM opcionales, no configure las ROM opcionales de ranura en Heredado en el
menu de dispositivos y puertos de E/S. En su lugar, configure las ROM opcionales de ranura en Automatico
(valor predeterminado) y defina el modo de arranque del sistema en Modo heredado. Las ROM opcionales
en Heredado se invocan poco antes del arranque del sistema.

El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando esta encendido
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.
1. Corrija los errores que se indican en los LED de diagnéstico de Lightpath.

2. Asegurese de que el servidor admita a todos los procesadores y que los procesadores coinciden en
velocidad y tamano de la memoria caché.

Puede los detalles del procesador desde la configuracién del sistema.

Para determinar si el procesador es compatible para el servidor, consulte https://
serverproven.lenovo.com/.

3. (Solo un técnico de servicio experto) Asegurese de que el procesador 1 esté colocado correctamente
4. (Solo un técnico de servicio experto) Quite el procesador 2 y reinicie el servidor.

5. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, en el orden mostrado y reiniciando el servidor
cada vez:

a. (Solo un técnico de servicio experto) Procesador
b. (Solo un técnico de servicio experto) Placa del sistema

El servidor no responde (POST completa y sistema operativo en ejecucion)
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

¢ Sise encuentra en la misma ubicacion del nodo de célculo, lleve a cabo los pasos siguientes:
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1. Si esta utilizando una conexion KVM, asegurese de que la conexién esté funcionando correctamente.
De lo contrario, asegurese de que el teclado y el mouse estén funcionando correctamente.

2. Sies posible, inicie sesidon en el nodo de célculo y verifique que todas las aplicaciones estén en
ejecucion (que no haya aplicaciones colgadas).

3. Reinicie el nodo de célculo.

4. Si el problema continua, asegurese de que el software nuevo se haya instalado y configurado
correctamente.

5. Pdngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.
¢ Lleve a cabo los pasos siguientes si esta accediendo al nodo de calculo desde una ubicacion remota:

1. Asegurese de que todas las aplicaciones estén en ejecucion (que no haya aplicaciones colgadas).

2. Intente cerrar la sesion del sistema e iniciar la sesién de nuevo.

3. Valide el acceso de red haciendo ping o ejecutando una ruta de rastreo hasta el nodo de calculo
desde una linea de mandatos.

a. Sino puede obtener una respuesta durante una prueba de ping, intente hacer ping en otro nodo
de célculo en el alojamiento para determinar si se trata de un problema de conexién o del nodo de
calculo.

b. Ejecute una ruta de rastreo para determinar dénde se interrumpe la conexién. Intente resolver un
problema de conexién con la VPN o el punto en el que se interrumpe la conexion.

4. Reinicie el nodo de célculo remotamente a través de la interfaz de gestion.

5. Si el problema continua, verifique que el software nuevo se haya instalado y configurado
correctamente.

6. Pdngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.

El servidor no responde (POST fallé y no puede iniciar configuracion del sistema)

Los cambios de la configuracion, como la adicion de dispositivos y las actualizaciones de firmware del
adaptador, y los problemas de cédigo del firmware o la aplicacion pueden hacer que el servidor no pase
satisfactoriamente la POST (autoprueba de encendido).

Si esto ocurre, el servidor responde de alguna de las siguientes maneras:

e El servidor se reinicia automaticamente e intenta pasar la POST nuevamente.

¢ FEl servidor se cuelga y usted debe reiniciar manualmente el servidor para que intente pasar la POST
nuevamente.

Después de un numero especificado de intentos consecutivos (automaticos o0 manuales), el servidor se
revierte a la configuracion UEFI predeterminada e inicia la configuracién del sistema, de modo que pueda
hacer las correcciones necesarias a la configuracion y reinicie el servidor. Si el servidor no puede completar
la POST satisfactoriamente con la configuracién predeterminada, es posible que haya un problema con la
placa del sistema.

Puede especificar el nimero de intentos de reinicio consecutivos en la configuracion del sistema. Inicie el
servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla. (Para obtener mas informacion,
consulte la seccion “Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://
pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.) Luego, haga clic en Valores del sistema = Recuperaciéon y RAS -
Intentos de POST — Limite de intentos de POST. Las opciones disponibles son 3, 6, 9 y Disable.

Si el problema no puede resolverse mediante las acciones mencionadas anteriormente, llame al equipo de

servicio para revisar el sintoma del problema y confirmar si es necesaria la sustitucién de la placa del
sistema.
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El error de voltaje de la placa se muestra en el registro de sucesos
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Restaure el sistema a la configuracion minima. Consulte “Especificaciones” en la pagina 2 para obtener
informacion acerca del numero minimo de procesadores y DIMM.

2. Reinicie el sistema.

e Sise reinicia del sistema, agregue los elementos que quitd, uno a la vez y reinicie el sistema después
de cada instalacion, hasta que se produzca el error. Sustituya el elemento que causa el error.

¢ Si el sistema no se reinicia, puede que la placa del sistema produzca el problema.

Olor inusual
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.
1. Un olor inusual podria provenir del equipo recientemente instalado.
2. Si el problema continda, péngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

El servidor parece estar caliente

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

Multiples nodos de calculo o chasis:

1. Asegurese de que le temperatura de la sala se encuentre dentro del rango especificado (consulte
“Especificaciones” en la pagina 2).

2. Asegurese de que los ventiladores estén instalados correctamente.
3. Actualice UEFI y XCC a las versiones mas recientes.

4. Asegurese de que los rellenos del servidor estén instalados correctamente (consulte Manual de
mantenimiento para ver los procedimientos de instalacién detallados).

5. Utilice el comando IPMI para aumentar la velocidad del ventilador a la velocidad completa del ventilador
para ver si se puede resolver el problema.
Nota: El comando crudo IPMI solo debe ser utilizado por un técnico de servicio experto y cada sistema
tiene su propio comando crudo PMI.

6. Compruebe el registro de sucesos del procesador de gestidon para buscar mensajes de sucesos de alza
de temperatura. Si no hay sucesos de temperatura en aumento, el nodo de célculo se estéa ejecutando
dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Tenga en cuenta que cierta variacion en la
temperatura es previsible.

No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo
Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Vaya a Configuracion de UEFI - Dispositivos y puertos de E/S = Establecer orden de ejecucion
de opciéon de ROM.

2. Mueva el adaptador RAID con el sistema operativo instalado al principio de la lista.
3. Seleccione Guardar.
4. Reinicie el sistema y arranque automaticamente en el sistema operativo.

Piezas agrietadas o chasis agrietado

Pdéngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Problemas de software

Utilice esta informacién para resolver los problemas de software.
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. Para averiguar si el problema esta ocasionado por el software, asegurese de que:
¢ FEl servidor tiene la memoria minima que se necesita para utilizar el software. Para conocer los
requisitos de memoria, consulte la informacion que se proporciona con el software.

Nota: Siacaba de instalar un adaptador o una memoria, es posible que el servidor tenga un conflicto
de direccién de memoria.

¢ El software esta disefiado para funcionar en el servidor.

¢ Oftro software funciona en el servidor.

¢ El software funciona en otro servidor.

. Sirecibe mensajes de error al utilizar el software, consulte la informacién que se proporciona con el
software para ver una descripcion de los mensajes y las soluciones sugeridas para el problema.

. Péngase en contacto con el lugar donde adquirio el software.
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Apéndice A. Desensamblaje de hardware para reciclaje

Siga las instrucciones de esta seccidn para reciclar los componentes con el cumplimiento de leyes o
regulaciones locales.

Desensamblaje de la placa del sistema para el reciclaje

Siga las instrucciones de esta seccidn para desensamblar la placa del sistema antes de reciclar.
Antes de desensamblar la placa del sistema:

1. Quite la placa del sistema y extraigala del servidor (consulte “Extraccion de la placa del sistema” en la
pagina 232).

2. Consulte los reglamentos locales, de desechos o de eliminacion para asegurar el cumplimiento.

Realice los siguientes pasos para desensamblar la placa del sistema:

Figura 164. Desensamblaje de la placa del sistema
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Paso 1. Quite los siguientes tornillos, tal como se muestra:

11 tornillos de ranuras (con destornillador PH2)

Cinco tornillos de ranuras (con destornillador PH1)

Dos cilindros de fijacion de patillas guia (con llave de 7 mm)

Un émbolo (con llave de 11 mmy 16 mm)

Dos pernos hexagonales en el conector VGA (con llave de 5 mm)

Paso 2. Separe los componentes i AH MAHA de la placa del sistema.

Nota: El componente H (conducto de aire de PSU) solo esta disponible cuando el TDP de CPU es
mayor a 125 W.

Después de desensamblar la placa del sistema, cumpla con los reglamentos locales al reciclar.
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Apéndice B. Obtencion de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener mas informacién acerca de
los productos de Lenovo, encontrara una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo que le asistiran.

En la siguiente direccién de la World Wide Web, encontrara informacion actualizada acerca de los sistemas,
los dispositivos opcionales, los servicios y el soporte de Lenovo:

http://datacentersupport.lenovo.com

Nota: Esta seccién incluye referencias a sitios web de IBM e informaciéon sobre cémo obtener servicio. IBM
es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para ThinkSystem.

Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si
decide que necesita solicitar asistencia, recopile la informacion necesaria para el técnico de servicio para
facilitar la resolucion expedita del problema.

Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolucién

de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en linea o en la documentacién del producto Lenovo. La

documentacion del producto Lenovo también describe las pruebas de diagndstico que usted puede realizar.
La documentacion de la mayoria de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de
resolucion de problemas y explicaciones de mensajes de error y codigos de error. Si sospecha que tiene un

problema de software, consulte la documentacion del sistema operativo o del programa.

Encontrara documentacion de producto para los productos ThinkSystem en https://pubs.lenovo.com/

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

e Compruebe todos los cables para asegurarse de que estan correctamente conectados.

e Compruebe los interruptores de alimentacion para asegurarse de que el sistema y los posibles
dispositivos opcionales estan encendidos.

¢ Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su
producto Lenovo. Los términos y condiciones de Lenovo Warranty establecen que usted, el propietario
del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la actualizacién de todo el software y firmware
para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato de mantenimiento adicional). Su técnico de
servicio le solicitard que actualice su software y firmware si el problema posee una solucién documentada
dentro de una actualizacién de software.

¢ Sihainstalado hardware o software nuevos en su entorno, revise https://serverproven.lenovo.com/ para
asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.

¢ Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y revise la informacién sobre como resolver el problema.
— Revise los foros de Lenovo en https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver si
otro se encontré con un problema similar.
Recopilacion de informacion necesaria para llamar a Soporte

Si requiere servicio de garantia para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estaran disponibles para
ayudarlo de forma mas eficaz si usted prepara la informacion correspondiente antes de llamar. También
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puede visitar http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup para obtener mas informacion sobre la
garantia del producto.

Reuna la siguiente informacién para proporcionar al técnico de servicio. Esta informacion ayudara al técnico
de servicio a proporcionar rapidamente una solucion para su problema y asegurar que usted reciba el nivel
de servicio que ha contratado.

¢ Numeros de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde
¢ Numero del tipo de equipo (identificador de 4 digitos de la maquina Lenovo)

¢ Numero de modelo

e Numero de serie

¢ Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI

e Otra informacién pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a soporte de Lenovo, puede ir a https://support.lenovo.com/servicerequest para
enviar una solicitud de servicio electrénico. Al enviar una Solicitud de servicio electronico se inicia el proceso
para determinar una solucién a su problema poniendo la informacién relevante a disposicién de los técnicos
de servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podran empezar a trabajar en la busqueda de una solucion
en cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrénico.

Recopilacion de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una peticion del soporte
técnico de Lenovo, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un analisis
posterior. Los datos de servicio incluyen informaciéon como registros de eventos e inventario de hardware.

Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:
¢ Lenovo XClarity Provisioning Manager

Utilice la funcién de recopilacion de datos del servicio de Lenovo XClarity Provisioning Manager para
recopilar datos del servicio del sistema. Puede recopilar datos existentes del registro del sistema o
ejecutar un nuevo diagndstico para recopilar nuevos datos.

¢ Lenovo XClarity Controller

Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o la CLI para recopilar datos de servicio del
servidor. El archivo se puede guardar y enviar a soporte técnico de Lenovo.

— Para obtener mas informacion acerca del uso de la interfaz web para recopilar datos de servicio,
consulte “Descarga de datos de servicio” en la documentacion de XCC de la versién compatible con
su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

— Para obtener mas informacion acerca del uso de la CLI para recopilar datos de servicio, consulte la
seccion “Comando ffdc” en la version de documentacion de XCC compatible con su servidor en
https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

¢ Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator se puede configurar para que automaticamente recopile y envie archivos
de diagnéstico al soporte técnico de Lenovo cuando ocurran ciertos eventos de mantenimiento en
Lenovo XClarity Administrator y en los puntos finales gestionados. Puede elegir enviar los archivos de
diagndstico a Soporte de Lenovo mediante Call Home o a otro proveedor de servicio mediante SFTP.
También puede recopilar los archivos de diagndstico de forma manual, abrir un registro de problemas y
enviar archivos de diagndstico al centro de soporte de Lenovo.
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Puede encontrar mas informacién acerca de la configuracién de notificaciones automaticas en Lenovo
XClarity Administrator en http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_
setupcallhome.html.

¢ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI tiene la aplicacidn de inventario para recopilar datos del servicio.
Puede ejecutarse en banda y fuera de banda. Cuando funcione en banda dentro del sistema operativo del
host en el servidor, OneCLI puede recopilar informacién acerca del sistema operativo, como el registro de
eventos del sistema operativo, adicionalmente a los datos de servicio del hardware.

Para obtener datos del servicio, puede ejecutar el comando getinfor. Para obtener mas informacion
acerca de la ejecucion de getinfor, consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_getinfor_
command.

Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para
localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantia, visite la pagina
https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider y use los filtros de busqueda para diferentes paises.
Para los numeros de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/
supportphonelist para ver los detalles de soporte de su region.
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Apéndice C. Avisos

Puede que Lenovo no comercialice en todos los paises los productos, servicios o caracteristicas a los que
se hace referencia en este documento. Pédngase en contacto con su representante local de Lenovo para
obtener informacién acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni implicar que solo
puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de
propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el
funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este
documento. La posesion de documento no constituye una oferta y no le otorga ninguna licencia sobre
ninguna patente o solicitud de patente. Puede enviar sus consultas, por escrito, a:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACION “TAL CUAL” SIN GARANTIA DE NINGUNA CLASE, NI
EXPLICITA NI IMPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE NO
VULNERACION DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD
DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusion de garantias, ni implicitas ni explicitas,
por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta informacion podria incluir inexactitudes técnicas o errores tipograficos. La informacion aqui contenida
esta sometida a modificaciones periddicas, las cuales se incorporaran en nuevas ediciones de la
publicacién. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificacion o
mejora en los productos o programas que se describen en esta publicacién.

Los productos descritos en este documento no estan previstos para su utilizaciéon en implantes ni otras
aplicaciones de reanimacién en las que el funcionamiento incorrecto podria provocar lesiones o la muerte a
personas. La informacién contenida en este documento no cambia ni afecta a las especificaciones o
garantias del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento debera regir como licencia explicita o
implicita o indemnizacion bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la
informacion contenida en este documento se ha obtenido en entornos especificos y se presenta a titulo
ilustrativo. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la informacién que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna,
sin incurrir con ello en ninguna obligacion con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicacion a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan
Unicamente en aras de la comodidad del usuario y de ningun modo pretenden constituir un respaldo de los
mismos. La informacion de esos sitios web no forma parte de la informacion para este producto de Lenovo,
por lo que la utilizacion de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Asi pues,
los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que
algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo, por lo que no existen garantias de que
estas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Ademas, es posible que la estimacion de
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algunas mediciones se haya realizado mediante extrapolacion. Los resultados reales pueden variar. Los
usuarios de la presente publicacion deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo especifico.

Marcas registradas
LENOVO, THINKSYSTEM y XCLARITY son marcas registradas de Lenovo.

Intel, Optane y Xeon son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.
NVIDIA es una marca registrada o registrada de NVIDIA Corporation en EE. UU. o en otros paises. Microsoft
y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft. Linux es una marca registrada de
Linus Torvalds. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. © 2023
Lenovo.

Notas importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del microprocesador; también hay otros
factores que afectan al rendimiento de la aplicacion.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varian y
con frecuencia son inferiores a la velocidad maxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual o al volumen
del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad de disco duro o al volumen de comunicaciones, MB
representa 1.000.000 bytes y GB representa 1.000.000.000 bytes. La capacidad total a la que puede
acceder el usuario puede variar en funcion de los entornos operativos.

Las capacidades maximas de las unidades de disco internas suponen sustituir cualquier unidad de disco
duro estandar y llenar todas las bahias de unidad de disco duro con las unidades de mayor tamafo
admitidas actualmente y disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria maxima requiera la sustitucion de la memoria estandar por un moédulo de
memoria opcional.

Cada celda de memoria de estado sélido cuenta con un ndmero finito e intrinseco de ciclos de escritura en
los que la celda puede incurrir. Por lo tanto, un dispositivo de estado sdlido tiene un nimero maximo de
ciclos de escritura a los que puede estar sujeto. Estos se expresan como total bytes written (total de bytes
escritos, TBW). Un dispositivo que excede este limite puede no responder a los comandos generados por el
sistema o bien no se podra escribir en él. Lenovo no se hace responsable de la sustitucién de un dispositivo
que haya excedido el nimero garantizado maximo de ciclos de programa/eliminacion, como esta
documentado en las Especificaciones oficiales publicadas para el dispositivo.

Lenovo no ofrece declaraciones ni garantia de ningun tipo respecto a productos que no sean de Lenovo. El
soporte (si existe) para productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su versidon minorista (si esta disponible) y que no incluya
manuales de usuario o todas las funciones del programa.

Declaracion sobre la regulacion de telecomunicaciones

Este producto puede no estar certificado en su pais para la conexién por cualquier medio con interfaces de
redes de telecomunicaciones publicas. Es posible que la ley exija una certificacion adicional antes de realizar
dicha conexion. Péngase en contacto con un representante o revendedor de Lenovo si tiene preguntas.
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Avisos de emisiones electronicas

Cuando fija un monitor al equipo, debe utilizar el cable de monitor asignado y todos los dispositivos de

supresion de interferencia que se proveen con él.
Los avisos electrdonicos adicionales acerca de las emisiones estan disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Declaracion de RoHS de BSMI de la regién de Taiwan

RAYERE(LBRR
Restricted substances and its chemical symbols
E 7T Unit - NEHE ZiREE ZR_AR
filead |7KMercury| #@Cadmium [ Hexavalent |Polybrominated| Polybrominated
(PB) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(CF*) (PBB) (PBDE)
j4e 20 )] O Q O [®)] O
ShERE R O O O O O
HmASH - O O O O O
ERIEHEE @) O O O O
Sl EE O (@] O O
AFEE ) O O O O
gt g gl O @ O O O
BEESH ) O @) O O
BERHtES @) O O ) O
HHEEE O O O O
ENRI EFE R @) O O O @)

wEL "BHo1wt%” &k TEBH0.01wt%" RERAVEZESLSEBLESEESEEE -

Note1l : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

BE2."O" GRiEZFERBYEZESLEEERBHENEZEE#E -

Note2 : “ ) "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

w23 - REZREERVELRIERIER -

Note3 : The “-"indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informacion de contacto de importacion y exportacion de la region de

Taiwan

Existen contactos disponibles para la informacién de importacion y exportacion para la regiéon de Taiwan.

Apéndice C. Avisos
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https://pubs.lenovo.com/important_notices/

ZERE/EOBRE. EBRBIRIXERIRNBRAT
OB S1EmEER =51 66 5k 8 12
# B EE: 0800-000-702
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